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DAC a 16 canali, 
16 bit in un QFN 6x6 


5V 


Da 5V a 15V 




±2,5V 

' r \ y Da OV a 10V 
Da OV a 5V 


TERRA Da -5V a -15V 

opp. TERRA 


Buffer di uscita da ±10mA e lOOOpF 

Il LTC®2668-16 combina convertitori digitali-analogici a 16 uscite in tensione con cinque range di uscita programmabili tramite 
software (SoftSpan™) o configurabili tramite pin fino a ±10V. Ciascun intervallo di uscita è selezionabile indipendentemente per 
canale, con piena risoluzione a 16 bit in tutti gli intervalli. Gli amplificatori in uscita rail-to-rail ad alta tensione sono in grado di 
erogare od assorbire lOmA e sono stabili con un carico fino a lOOOpF. Tra le altre funzionalità spicca un multiplexer analogico 
16:1 interno per la taratura o il monitoraggio dell’integrità dei circuiti e una funzione di commutazione che consente al DAC di 
alternarsi rapidamente tra due codici DAC. 


Caratteristiche 


Uscita in tensione “bufferabile” 


Info e campioni gratuiti 


• Versioni a 16 bit e 12 bit 
(±4LSB INL a 16 bit) 

• Riferimento di precisione interno: 
10ppm/°C (max) 

• Cinque intervalli di uscita con 
programmazione o pin-strap: 
da OV a 5V, da OV a 10V, ±2,5V, 
±5V, ±10V 

• Funzionamento flessibile con 
alimentazione doppia o singola 

• Multiplexer analogico 16:1 interno 

• Funzionamento da -40°C a +125°C 



www.linear.com/product/LTC2668 

Tel.: +39-039-596 50 80 
Fax: +39-039-596 50 90 



video.iinear.com/4523 


U, LT, LTC, LTM, Linear Technology e il logo Linear sono marchi 
registrati e SoftSpan è un marchio ai Linear Technology Corporation. 
TUtti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi titolari. 


Linear Technology Italy Srl +39-039-5965080 
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ENJOY OUR MIX 

La nostra ricetta: prendete un'azienda di grande tradizione con 
almeno 25 anni di successi all'attivo. Combinate insieme 
esperienza e passione. Aggiungete i migliori prodotti 
accuratamente selezionati per l'alimentazione di schede di 
controllo industriali e civili, o quelli per l'automazione e controllo. 
Terminate con la gamma di prodotti nel settore potenza e 
automazione. Ecco qui il grande mix di Elettromeccanica ECC. 
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Elettromeccanica ECC S.p.A. 


Via F.lli Rosselli. 33 
20090 Trezzano s/N (MI) Italy 


Tel.+39 024844101 
Fax+39 024450119 


www.eccmec.it 

vendite@eccmec.it 
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Coaxial Line J Twin Lead Microstrip Coplanar Waveguide | Application Note 


Microstrip 

Input Parameters 

Frequency: 3 

Strip width (W): C 

Strip thickness (ts): ( 

Dielectric height (h): ( 


Ground piare thickness (tgp): 
Relative permittivity of dielectric: 
Conductivity of dielectric: 
Conductivity of conductors: 
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Distributed resistance (R): 
Distributed inductance (L): 
Shunt conductance (G): 
Capacitance (C): 

Characteristic impedance (Zc): 
Propagation constante 
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Solution Information 
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TEST & MEASUREMENT 


QUALITY ■ INNOVATION ■ FORESIGHT 


Più che mai... 

... abbiamo bisogno di energia, di potenza e del nostro 
pianeta. Yokogawa è leader di mercato nelle tecnologie test & measu- 
rement innovative concentrandosi sulle sfide legate alla conservazione 
dell'energia, deH'efficienza e della sostenibilità. Insieme ai nostri clien¬ 
ti aiutiamo a progettare, costruire e distribuire i prodotti di prossima 
generazione che migliorano la qualità della vita, la produttività e l'uso 
efficiente delle risorse del mondo. 


Efficienza energetica nell'uso quotidiano dei beni di consumo, nuove 
e più ecologiche modalità di trasporto e sviluppo delle fonti energeti¬ 
che rinnovabili sono alcune delle aree in cui, più che mai, Yokogawa sta 
cambiando il futuro di tutti per il meglio. Basta dare uno sguardo più 
attento allo WT1800 Power Analyzer. 

Stiamo lavorando per un futuro sostenibile. 
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Per maggiori informazioni sul nostro WT1800 Power 
Analyzer scansiona il codice con il tuo smartphone, 
visita il sito tmi.yokogawa.com oppure contatta 
Yokogawa Italia Srl Via Pelizza da Volpedo 53 Cinisello 
Balsamo (MI) Tel. 02 66.055.214. 
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del processo di progettazione 
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The most important thing we build is trust 


Bench or Field Testing? 

The 8800S Has You Covered 


The new 8800S is ready for any environment. 
Whether on thè bench or in thè field, thè 8800S 
combines high performance with portability 
and ruggedness; offering a no compromise test 
solution! 



INSTRUMENTS,, 


Designed for Bench and Field Testing 
125 W Direct Input Power 
-140 dBm to 500 W Measurement Range 
P25, DMR, NXDN™, dPMR™, and ARIB T98 
Distribution, Constellation, Eye Diagram Plots 
VSWR, Return Loss, Distance-to-Fault Analysis 
Auto-Test and Alignment 


M.P.G. Instruments SRL 

Head Office: 

Via Raffaello Nasini 13 
00156 Roma 
Branch Office: 

Via Mascagni 42 
20030 Senago - MI 


Visit: www.mpginstruments.com/it/ 

products/8800-analog-and-digital- 

radio-test-set/ 


www.mpginstruments.com 



















THE ORIGINAL 
PUSH-PULL CONNECTORS 



Ambienti ostili 

Le serie T, M e F a bloccaggio 
Push-Pull o a vite con corpo in lega 
d’alluminio di colore antracite. 

Alta resistenza alle vibrazioni (gunfire) 
e agli idrocarburi. 

Disponibili in più di 20 modelli, 
da 2 a 114 contatti. 



Coassiali Nim-Camac 

La serie 00 coassiale (500) conviene 
per le applicazioni di misura, sistemi di 
controllo e di ricerca nucleare 

(Normativa Nim-Camac CD/N 549). 

Sono disponibili più di 40 modelli. 



REDEL P e SP 

La serie REDEL P é disponibile in tre 
serie dimensionali di plastica (PSU o 
PEI) e vasta scelta di colori. Disponibili 
da 2 a 32 contatti. La nuova serie 
Redei SP ha il sistema di aggancio 
interno e design ergonomico, materiale 
Proprietary Sulfone (-50°C + 170°C). 
Disponibile da 4 a 22 contatti. 



Serie B, K, S e E 

Connettori Push-Pull standard. 
Multipolari da 2 a 64 contatti, termo¬ 
coppie, alta tensione, fibra ottica, 
per fluidi, e misti. 

Disponibili in 8 taglie e più di 60 
modelli. 

Serie K e E stagne IP68/66 secondo 
la normativa CEI 60529. 



NORTHWIRE 

Cavi e cablaggi 

o Tutte le tipologie di cavi 
o Produzioni a specifica cliente 
o Qualsiasi volume 
o Quotazioni e campioni 
velocemente 


LEMO Italia srl 

Tel (39 02) 66 71 10 46 
Fax (39 02) 66 71 10 66 
www.lemo.com 
sales.it@lemo.com 
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IL SLGRLTO DI UNA CORRETTA 



PADOVA □ MILANO □ TORINO □ FIRENZE □ NAPOLI □ ROMA 


STREET LIGHTING 


STAGE: LIGHTING EMBEDDED LIGHTING 



Voi costruite le lampade più belle, progettate le soluzioni più innovative... 
noi vi diamo i migliori alimentatori che possiate trovare ma ad un prezzo 
molto interessante. 

La RAFI ELETTRONICA S.r.l. insieme a Mean Well presentano la nuova 
gamma di alimentatori switching per illuminazione a led da 18 a 240 Watt, sei 
serie distinte, diversi modelli per svariate applicazioni, sia da INTERNO che da 
ESTERNO. 

Possibilità di customizzazioni su specifiche del cliente, range di ingresso da AC 
90 a 264 VAC e tensioni di uscita fino a 48 VDC. Alta affidabilità e costi molto 
competitivi. 

Grado di protezione IP64 / IP65/IP67 con PFC (Power Function Control) attivo. 

Per maggiori informazioni su questi ed altri prodotti non esitate a contattare la 
RAFI ELETTRONICAS.r.l. 



RAFI ELETTRONICA SRL 

PIAZZALE EUROPA 9 
10044 PIANEZZA ( TO) 
TEL . 011/96 63 113 - 011/99 43 000 
FAX 011/99 43 640 
SITO WEB : www.rafisrl.com 
E-MAIL : rafi@rafisrl.com 
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La più ampia selezione dei prodotti più innovativi. 

Più di 4 milioni di prodotti di oltre 500 produttori. 


Distributore autorizzato di semiconduttori e 
componenti elettronici per ingegneri e progettisti. 



MOUSER 

ELECTRONICS 


Mouser e Mouser Electronics sono marchi commerciali registrati di Mouser Electronics, Ine. Tutti gli altri prodotti, loghi e denominazioni 
di società qui citati possono essere marchi commerciali dei rispettivi proprietari. 



EDITORIA!* 



Grand View Research ha di recente pubblicato uno studio relativo 
all’andamento del mercato degli Fpga da qui al 2020. Le prospettive secondo 
gli analisti della società di ricerca sono buone: questo settore è destinato a 
toccare quota 9882,5 milioni di dollari entro il 2020, contro i 5.683,3 milioni di 
dollari del 2013. Il tasso di crescita su base annua dal 2014 al 2020 sarà pari 
al 9,1%. Queste stime sono più ottimistiche di quelle dell’analisi di ReoortsnRe- 
ports .com pubblicata all’inizio del 2015 che prevedeva per il 2020 un mercato 
pari a 8,5 miliardi di dollari con un tasso di crescita su base annua dell’8,1%. 
Nei prossimi anni le applicazioni che traineranno la crescita del comparto 
saranno sicuramente quelle consumer - dagli smartphone ai touchscreen, dai 
phablet ai tablet - mentre un ruolo importante sarà svolto dalla sempre più 
massiccia penetrazione di veicoli elettrici (Ev) e ibridi (Hev). Queste due 
applicazioni, ovvero consumer e automotive, sono destinate ad aumentare in 
misura maggiore rispetto alla media del mercato delle logiche programmabili. 
Dal punto di vista tecnologico, la crescente miniaturizzazione di questi 
dispositivi programmabili ne favorirà l’adozione in numerose aree applicative, 
come ad esempio l’imaging in campo medicale. 

Per quanto riguarda i segmenti di impiego tradizionali quello telecom, che 
valeva il 33% dell’intero mercato di questi dispositivi, è destinato a rimanere 
nei prossimi anni il principale settore d’utilizzo. Ciò grazie alle tecnologie Lte 
e alla crescente domanda di banda per le reti wireless. Oltre al consumer e 
all’automotive, anche il segmento della difesa/aerospazio (con applicazioni 
quali radar, sonar, guerra elettronica) contribuirà in maniera importante alla 
crescita del mercato degli Fpga. 

Su base regionale, nel 2013 il principale mercato dei dispositivi programmabili 
era quello della regione Asia Pacifico, destinato a rimanere tale anche negli 
prossimi anni: la crescita prevista è del 9,6% su base annua fino al 2020. 

Buone anche le crescite previste per il mercato nordamericano, grazie 
soprattutto ai settori telecom, industriale e automotive. Per quanto concerne 
invece l’Europa la crescita sarà più contenuta rispetto alla media e le 
applicazioni trainanti saranno principalmente quelle del settore 
automobilistico, con particolare riguardo a quelle relative alla sicurezza. 

Per quanto riguarda i protagonisti di questo mercato, il lunghissimo duopolio 
tra Xilinx e Altera (che si spartivano circa l’80% delle vendite) è destinato a 
finire dopo che quest’ultima entrerà nell’orbita Intel. E anche Xilinx, a sua vol¬ 
ta, potrebbe divenire un bersaglio appetibile. 


Filippo Fossati 
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MODULI INTEGRATI CON 


Pur essendo ospitati in package di piccolissime dimensioni, prodotti 
come il nuovo modulo di potenza sincrono di tipo step-down XR79120 
di Exar sono in grado di fornire una corrente di 20A a partire da 
tensioni di 12V con livelli di efficienza (di picco) che arrivano al 93% 


James Lougheed 
Vice President for Component Products 

Alan Elbanhawy 
Principal Applications Engineer 

Exar Corporation 


N egli ultimi anni il mercato dei moduli di 
potenza ha fatto registrare una crescita di 
tipo quasi esponenziale. Caratterizzato da tassi 
di aumento che sfiorano il 30% su base annua, 
questo segmento ha attirato l’attenzione di mol¬ 
tiaddetti ai lavori. I moduli di potenza si possono 
a ragione definire prodotti di nuova generazio¬ 
ne: si tratta infatti di alimentatori che integrano 
il controllore, il circuito di pilotaggio (driver), i 
transistor MOSFET e gli induttori in un package 
LGA o QFN di ridotte dimensioni. 

Per i progettisti che devono realizzare soluzioni 
destinate a fornire la potenza all’interno dei loro 
sistemi, due erano tradizionalmente le opzioni 
disponibili. La prima era quella di “rimboccarsi 
le maniche” e progettare un sistema di potenza 
discreto, affrontando tutte le problematiche che 
una scelta di questo tipo comporta. In ogni caso, 
un tale approccio permette di ridurre i costi del 
sistema e garantire la flessibilità necessaria per 
ottimizzare il sistema in base ai carichi specifici 
che devono essere pilotati. La seconda opzione 
prevede il ricorso a una soluzione di tipo open 
frame, spesso denominata brick o Poi, che sono 
alimentatori basati su una scheda PCB la cui 
adozione permette ai progettisti di concentrare 


la loro attenzione su altri aspetti del design, 
demandando ad altri le problematiche legate 
all’alimentazione. Un’opzione di questo tipo, non 
è utilizzabile da tutti quei progettisti (in realtà 
molto numerosi) che dispongono di un budget 
limitato per la BOM (Bill of Material) e/o hanno 
problemi di spazio a bordo della scheda. 

La nuova generazione di moduli di potenza cui 
si è accennato all’inizio permette di ridurre dra¬ 
sticamente le dimensioni della soluzione, elimi¬ 
nando in tal modo i problemi legati all’occupa¬ 
zione di spazio. Essi sono più piccoli rispetto ad 
analoghe soluzioni di natura discreta, permetto¬ 
no all’utente di operare a livello di chip e inte¬ 
grare tutto ciò che serve in un singolo package. 
Anche i costi sono ridotti grazie alla diminuzio¬ 
ne delle dimensioni, dello spazio occupato sulla 
scheda e dei costi di assemblaggio. Sono due le 
principali categorie di clienti che stanno alimen¬ 
tando questa tendenza e per le quali l’adozione 
nei loro progetti di una soluzione di questo tipo 
è già ampiamente giustificata. La prima è for¬ 
mata da tutti coloro che, al pari degli utilizzatori 
di soluzioni di tipo “open frame”, preferiscono 
esternalizzare la progettazione dell'alimentatore 
acquistando un modulo giù “pronto all’uso" in 
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DENSITÀ DI POTENZA DA PRIMATO 


modo da permettere al team di di progettazione 
di focalizzare l'attenzione sul valore aggiunto 
del prodotto finale. Complice la competizio¬ 
ne sempre più spinta che contraddistingue il 
mercato dei dispositivi elettronici e la cronica 
mancanza di progetti¬ 
sti dediti allo sviluppo 
di soluzioni di poten¬ 
za analogiche, questa 
categoria è destinata 
a diventare sempre 
più numerosa con il 
passare del tempo. 

La seconda categoria 
di clienti è quella che 
è sottoposta a pres¬ 
sioni di giorno in gior¬ 
no più forti per realiz¬ 
zare prodotti sempre 
più piccoli e accat¬ 
tivanti per il consu¬ 
matore finale. Questo 
trend è riscontrabile 
in tutti quei prodotti 
dove l’u t ili zz o di soluzioni sempre più sottili è 
divenuta prassi normale e la riduzione delle 
altezze (ovvero lungo l’asse z in un riferimento 
cartesiano) è un requisito della massima impor¬ 
tanza. Ciò non è valido solamente per i prodotti 
destinati al mercato consumer, ma anche per 
quelli utilizzati in applicazioni nei settori indu¬ 
striale, della strumentazione e del networking. 
Un esempio significativo di moduli di poten¬ 
za di nuova generazione è rappresentato da 
XR79120. Questo modulo sviluppato da Exar, in 
grado di fornire una corrente di 20A a partire 
da una tensione di 12V, è ospitato in un packa¬ 
ge QFN di dimensioni pari a soli 12xl4x4mm. 
La densità di potenza di un modulo, solitamen¬ 
te, è frutto di un compromesso tra dimensioni 


ed efficienza: per raggiungere un livello di 
efficienza maggiore è necessario adottare dri¬ 
ver, MOSFET e componenti magnetici di mag¬ 
giori dimensioni. Il nuovo XR79120, invece, è in 
grado di garantire un’efficienza di picco supe¬ 


riore al 90% nel caso di una conversione da 
12 a 1,8V. L’abbinamento tra questo livello di 
efficienza e le ridottissime dimensioni permette 
a questo nuovo modulo di Exar di assicurare il 
miglior valore di densità di potenza rispetto ad 
analoghi prodotti presenti sul mercato. 

XR79120: principali caratteristiche 

Di seguito sono elencate le caratteristiche 
salienti di questo modulo di potenza sincrono 
di tipo step-down: 

• Il dispositivo è un controller che utilizza uno 
schema COT (Costant On Time) proprietario a 
emulazione di corrente. Questa topologia di con¬ 
trollo garantisce sensibili miglioramenti rispetto 
ai controllori della precedente generazione. Un 



Fig. 1 - Schema a blocchi funzionale semplificato di XR79120 
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controllore di questo tipo assicura un’eccellen¬ 
te risposta ai transitori, oltre a una regolazione 
precisa della linea e del carico. Un’architettura 
di questo tipo, inoltre, non richiede alcuna com¬ 
pensazione esterna. Una caratteristica di questo 
tipo permette di risparmiare parecchie settimane, 
nel corso del ciclo di sviluppo, necessarie per 
garantire prestazioni stabili in tutte le condizioni di 
carico, frequenza di commutazione e tolleranze di 
compensazione. Nella figura 1 è riportato lo sche¬ 
ma a blocchi funzionale semplificato di XR79120. 

• Possibilità di commutare senza problemi dal 
funzionamento in modalità CCM (Continuous Con- 
ductìon Mode) a quello in modalità DCM (Disconti- 
nuous Conduction Mode). Di seguito sono riporta¬ 
te alcune tra le caratteristiche principali di questo 
controllore: 

- Nessuna compensazione dell’anello di control¬ 
lo richiesta 

- Tempo di on programmabile da 200ns a 2pis 

- Frequenza costante selezionabile da 400 a 
600kHz 

- Modalità CCM o CCM/DCM selezionabile 

- Funzionamento stabile grazie ai condensatori 
di uscita ceramici 

- Modalità DCM per garantire elevate efficienza 
in presenza di carichi di valore ridotto 

- Modalità CCM per il funzionamento a frequenza 
costante per carichi di valore ridotto 

- Pin di “Precision enable” e uscita di “Power 
good” 

- Soft start programmabile 

- Limite di corrente hiccup programmabile con 
compensazione termica 

• Un’accurata integrazione dei MOSFET di 
nuova generazione ha permesso di ottimizza¬ 
re il layout del package, minimizzando gli ele¬ 
menti parassiti e garantendo la migliore inter¬ 
connessione possibile tra i diversi componenti. 

• Poiché la frequenza di commutazione può esse¬ 
re selezionata fino a un valore di 600 kHz, il 
MOSFET high side è stato scelto in modo da 
minimizzare le perdite di commutazione e di 
conduzione (Ohmiche) e consentire di raggiun¬ 


gere livelli di efficienza del 93% (valore di picco). 

• Per quanto concerne gli induttori, la scelta è stata 
alquanto limitata sia per gli ingombri estremamen¬ 
te ridotti sia, soprattutto, per l’altezza massima del 
modulo di potenza, pari a soli 4 mm. Un’altezza 
di questo tipo è richiesta in tutte quelle appli¬ 
cazioni che prevedono il montaggio sulla parte 
posteriore di schede plug-in o semplicemente 
laddove è previsto l’impego di schede di fattore 
di forma ridotto (SFF - Small Form Factor). Poi¬ 
ché questi moduli sono in grado di supportare 
correnti di elevato valore, le perdite di potenza 
negli induttori - quelle dovute alla resistenza 
in DC (DCR) e, in misure minore, quelle che si 
verificano nel nucleo - sono quelle che contribu¬ 
iscono in misura maggiore alle perdite totali del 
modulo e quindi nel corso del progetto è stato 
compiuto un notevole sforzo di ottimizzazione. 

• A causa degli elevati valori di corrente e di poten¬ 
za in gioco è stato necessario scegliere il package 
QFN, in grado di garantire il miglior valore di resi¬ 
stenza tra contenitore e giunzione e la flessibilità 
richiesta nelle operazioni di debug delle schede 
prototìpali in fase di progetto. 

Parametri chiave che definiscono le prestazioni 

1 - XR79120 è un modulo da 20A disponibi¬ 
le in un package QFN di dimensioni pari a 
12x14x4 mm. 



70 io 10.0 

Iqut (A) 


Fig. 2 - Andamento dell'efficienza con tensione di 
ingresso(V |N ) di 12V e frequenza di commutazione (fs) pari 
a 600 kHz 
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2 - Elevata efficienza nella conversione di 
potenza: a causa delle ridotte dimensioni del 
package, un’elevata efficienza è necessaria per 
mantenere la massima temperatura del die al di 
sotto di quella massima consentita, pari a 125 
°C. Nella figura 2 sono riportati gli andamenti 
dell’efficienza fino al valore massimo del 93%. 

3 - Risposta ai fenomeni transitori estremamen¬ 
te rapida. Nella figura 3 è riportata la schermata 



Fig. 3 - Risposta ai transitori per una variazione a gradino 
(0A-10A-0A) della corrente di carico 

di un oscilloscopio relativa a una variazione a 
gradino (0A-10A-0A) della corrente di carico. 
La reazione dell’anello di controllo avviene 
nell’arco di pochi microsecondi. 

4 - Possibilità di utilizzare il modulo in mol¬ 
teplici applicazioni semplicemente sosti¬ 
tuendo alcuni componenti passivi. Ciò con¬ 
sente a un’azienda di ridurre i tempi di svi¬ 
luppo e le spese legate all’attività di R&D, 
ottimizzare il time-to-market e garantire 
la competitività del prodotto sul mercato. 

5 - Perfetto adattamento tra l’integrato di con¬ 
trollo e i componenti del power tram, tutti 
ospitati in un package di dimensioni pari a soli 
12x14 mm: 

a) Nessuna problematica legata all’approvvi¬ 
gionamento, selezione e collaudo di MOSFET, 
induttori e condensatori. 


b) Semplificazione del layout della scheda PCB 
e risparmi di tempo in caso di potenziali re-spin 
(revisioni) richieste per ottimizzare efficienza, 
interferenze elettromagnetiche (EMI) ed even¬ 
tuali aumenti di temperatura cui è soggetta 
l’applicazione. 

Prestazioni termiche 

Nella figura 4 sono riportate le curve di de¬ 
rating del modulo di potenza XR79120. 

Come si evince osservando il grafico, il modu¬ 
lo può operare a pieno carico (corrente di 
uscita pari a 20A) con una tensione di uscita 



2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 

Iqut (A) 


Fig. 4 - Curve di de-rating: massima temperatura ambiente 
(T ambient) in funzione della corrente di uscita (l 0UT ) con 
tensione di ingresso (V |N ) di 12V 

di 3,3V (66W) a una temperatura ambien¬ 
te di 48 °C. Un layout completo della sche¬ 
da dimostrativa può essere scaricato dal sito 
Web della società all’indirizzo: www.exar.com. 
Il nuovo XR79120, unitamente agli altri compo¬ 
nenti della famiglia - XR79110 (10A) e XR79115 
(15A), riveste un ruolo fondamentale nei 
moderni sistemi di potenza in quanto permette 
di ridurre il ciclo di progetto garantendo alte 
prestazioni nella conversione di potenza, costi 
ridotti ed elevata densità di potenza. 

I moduli XR79120/15/10 sono quindi i compo¬ 
nenti ideali da utilizzare nel progetto di sistemi 
di potenza. ■ 
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TECH INSIGHT FPGA 


Stratix 10: il mix “perfetto” 
di tecnologie 

Giorgio Fusari Le innovazioni della nuova linea di FPGA di 

Altera spaziano a tutto campo: dal raddoppio 
delle performance, ai package SiP 3D, alle 
sofisticate funzionalità di protezione dei 
dispositivi. Obiettivo soddisfare le prossime 
necessità applicative in termini di potenza 
elaborativa, flessibilità e sicurezza 


L e attuali sfide fondamentali da vincere, per chi sviluppa si¬ 
stemi elettronici, sono realizzare dispositivi con prestazioni 
ed efficienza sempre più elevate, ma anche aumentare il livello 
di integrazione del chip, nonché il suo grado di sicurezza contro 
i cyber-attacchi. Tre territori tecnologici in cui Altera ritiene di 
aver fatto centro, dopo l’annuncio a giugno dell’introduzione sul 
mercato della nuova serie di dispositivi FPGA e SoC (system-on- 
chip) Stratix 10. In particolare, nel settore degli FPGA di fascia 
’high-end’ - ha sottolineato Chris Balough, senior director mar¬ 
keting embedded processing di Altera, e un passato professio¬ 
nale, con varie posizioni di marketing e vendite, in Xilinx e Texas 
Instruments - la competizione si gioca sulla capacità di integra¬ 
re molte, differenti tecnologie. “Credo che in questo ambito non 
vi siano mai stati degli FPGA che hanno fatto così tanti passi in 
avanti, da una generazione a quella successiva, come quelli della 
famiglia Stratix 10. Questi nuovi device si distinguono davvero 
nel mercato, e ciò grazie alla combinazione delle tecnologie di 
Altera, ma anche di quelle che abbiamo mutuato da Intel”. Una 
combinazione che ha portato a creare una gamma di dispositivi 
molto potenti. Gli FPGA della serie Stratix 10, ha precisato subito 
Balough, si caratterizzano per una struttura del core monolitica, 
fondata quindi su un singolo die. La elevata densità della strut¬ 
tura arriva a contenere fino a 5,5 milioni di elementi logici (LE). Il 
processo di fabbricazione Tri-Gate a 14 nm di Intel e le innovazi¬ 
oni apportate all’architettura HyperFlex hanno poi consentito il 
raddoppio delle prestazioni del core e un significativo incremen¬ 
to dell’efficienza energetica, rispetto agli FPGA di fascia alta della 
precedente generazione (Stratix V). 

HyperFlex: l’approccio ’registers everywhere’ 

Altera definisce l’architettura HyperFlex la più grande innovazi¬ 
one architetturale degli FPGA in oltre un decennio. Cosa c’è di 
innovativo in questa architettura? Con HyperFlex, tutti i segmenti 
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Fig. 1 -1 dispositivi FPGA e SoC della serie Stratix 10 


di routing formati dalle interconnessioni del core dispongono 
di registri, in modo da consentire agli FPGA e SoC della gam¬ 
ma Stratix 10 di beneficiare di tecniche di innalzamento delle 
prestazioni, come il 're-timing’ dei registri, il ’pipelining’, e altre 
metodologie di ottimizzazione della progettazione del chip che, 
specifica Altera, con FPGA basati su architetture convenzionali 
non sarebbe conveniente applicare. In sostanza, questa partico¬ 
lare architettura permette agli sviluppatori di sistema di elimin¬ 
are i percorsi critici, quindi i ritardi nell’instradamento dei dati, 
e di velocizzare la progettazione, n fatto poi che, in abbinamento 
con la tecnologia Tri-Gate a 14 nm di Intel, HyperFlex consenta 
di radddoppiare le prestazioni del core si riflette in notevoli mi¬ 
glioramenti dell’utilizzazione del dispositivo, come la possibilità 
di ridurre la necessità di instradamento dei dati su percorsi non 
ottimali, o di altri metodi di progettazione richiesti dalle architet- 
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Figg. 2-3 - L'architettura della tecnologia HyperFlex 


ture concorrenti. In aggiunta, la società sottolinea che l’architet¬ 
tura HyperFlex permette ai sistemi ad alte prestazioni di operare 
con consumi fino al 70% inferiori. 

Package SiP 3D altamente integrato 

Un altro aspetto importante da considerare, ricorda l’azienda, è 
che tutti gli FPGA e i SoC della serie Stratix 10 sfruttano la capac¬ 
ità d’integrazione di tecnologie eterogenee fornita dai package 
SiP (system-in-package) 3D, che utilizzano la tecnologia EMIB 
(embedded multi-die interconnect bridge) sviluppata da Intel. La 
tecnologia SiP 3D permette di integrare con efficienza ed eco¬ 
nomicità i core monolitici e ad alta densità (fino a 5,5 milioni di 
elementi logici) con altri componenti evoluti, incrementando così 
la scalabilità, la flessibilità e, come spiegato prima, l’efficienza dei 
dispositivi Stratix 10, rispetto a quelli che si basano sull’uso di 
molteplici die di FPGA per fornire densità più elevate. 
L’integrazione eterogenea in package SiP 3D è appunto abilitata 
dall’adozione della tecnologia proprietaria EMIB di Intel, che for¬ 
nisce performance più elevate, riduce la complessità, abbassa i 
costi e innalza l’integrità del segnale in confronto agli approcci 
’interposer-based’. Altera aggiunge inoltre che i primi dispositivi 
Stratix 10 utilizzeranno EMIB per integrare transceiver seriali ad 
alta velocità e protocol tiles’ con la logica monolitica dei core. 
L’implementazione di protocolli e transceiver ad alta velocità at¬ 
traverso l’approccio 3D SiP consentirà ad Altera di rendere dis¬ 
ponibili sul mercato in tempi brevi differenti versioni dei dispos¬ 
itivi Stratix 10, per indirizzare la dinamica domanda del mercato. 
Ad esempio, l’uso dell’integrazione eterogenea 3D SiP fornisce ai 
dispositivi Stratix 10 un percorso di evoluzione per il supporto di 
transceiver con velocità più elevate (56 Gbps), formati di mod¬ 
ulazione emergenti (PAM-4), nuovi standard di comunicazione 
(PCIe Gen4, Multi-Port Ethernet) e altre funzionalità, come memo¬ 
ria a banda elevata o componenti analogici. 

SoC FPGA: al cuore un ARM Cortex-A53 

A prescindere dalla densità, tutti i SoC FPGA della linea Stratix 10 
integrano un HPS (hardware processor System) basato su pro¬ 
cessore quad-core ARM Cortex-A53 a 64 bit, equipaggiato con 
un insieme completo di periferiche, che include un’unità di ge¬ 
stione della memoria di sistema, controller di memoria esterna e 
interfacce di comunicazione ad alta velocità. Con i SoC Stratix 10, 
l’obiettivo di Altera è estendere la presenza nel settore dei SoC 


FPGA di fascia alta. Le doti di versati¬ 
lità, adattabilità, prestazioni, efficienza 
di questa piattaforma di computing la 
posizionano sul mercato per l’adozione 
in un’ampia gamma di applicazioni ad 
elevate performance: ad esempio, gli 
sviluppatori di sistema possono usare i 
SoC della serie Stratix 10 nei sistemi ad 
alte prestazioni, per abilitare la virtua- 
lizzazione dell’hardware, e al contempo aggiungere funzioni di 
monitoraggio e gestione (pre-processing accelerazione, debug e 
aggiornamento remoti, configurazione e monitoraggio delle pre¬ 
stazioni del sistema). 

Dal punto di vista dei consumi, tutta la gamma di FPGA e SoC 
Stratix 10 può far leva sulle soluzioni di potenza PowerSoC di 
Enpirion - la società acquisita da Altera circa due anni fa - oppor¬ 
tunamente ottimizzate e validate per queste linee di dispositivi e 
per soddisfare stringenti requisiti in termini di prestazioni e con¬ 
sumi. Con i PowerSoC Enpirion, i risparmi realizzabili nei consu¬ 
mi di energia della serie Stratix 10, rispetto alla generazione di 
prodotti Stratix V a seconda del settore di applicazione dei chip 
(reti wired, reti wireless, server di data center, Storage enterpri- 
se), possono andare dal 
40% al 70%. 

Focus sulla security 

I SoC e gli FPGA della 
gamma Stratix 10 sono 
anche equipaggiati con 
una serie di funzionalità 
di protezione. Innanzitut¬ 
to, c’è il Secure Design 
Manager (SDM), che 
supporta la cifratura e 
l’autenticazione basata 
su settori; sono poi in¬ 
tegrate l’autenticazione 
MFA (multi-factor authentication - autenticazione multipla) e 
la tecnologia PUF (physically unclonable function). Gli elevati 
livelli di sicurezza dei dispositivi Stratix 10, sottolinea Altera, 
posizionano questi prodotti come soluzioni adatte in applica¬ 
zioni in campo militare, e nei progetti di security per il cloud e 
le infrastrutture IoT. 

Infine, la società pone una specifica attenzione anche sulla 
componente software: il nuovo engine Spectra-Q integrato nel 
software Quartus II è stato espressamente sviluppato per mas¬ 
simizzare i vantaggi a livello di prestazioni, consumi e riduzio¬ 
ne dell’ingombro (footprint) ottenibili con l’architettura Hyper¬ 
Flex e, allo stesso tempo, per migliorare la produttività degli 
ingegneri e il time-to-market dei progetti basati sugli FPGA e 
SoC Stratix 10. ■ 


Up to 70% Reduction in Power Consumption 


atixIO 
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Customer Designs 

Power Savings 
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Wired Network 

40% Less 

Wireless Network 
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Datacenter Server 
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Enterprise Storage 
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Fig. 4 - Nella gamma Stratix 10 la riduzio¬ 
ne dei consumi può arrivare fino al 70% 
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Origami: l’arte di “piegare” 
le schede PCB 


Robert Huxel 

Technical marketing manager 

EMEA 

Altium 


Grazie a una soluzione per il design di PCB “nativa" 
3D come Altium Designer è possibile sviluppare in 
tempi brevi progetti rigido-flessibili perfettamente 
funzionanti al primo tentativo 



I l progetto di schede PCB (Printed Circuit 
Board) per i moderni sistemi elettronici 
diventa di giorno in giorno più difficile. Nel 
dominio elettrico, le velocità di clock e le fre¬ 
quenze dei segnali sono sempre maggiori: ciò 
significa che i progettisti che in precedenza 
utilizzavano un flusso di lavoro relativamente 
semplice, che prevedeva solamente le fasi di 
schematic capure (acquisizione dello schema 
circuitale) e di place&route (piazzamento e 
sbroglio), ora devono far ricorso a sofisticati 
tool per la verifica dell’integrità dei segnali e 
la simulazione per garantire un funzionamen¬ 
to coerente con quello previsto. Nel dominio 
meccanico, la situazione non è meno com¬ 
plessa. I consumatori si aspettano che i pro¬ 
dotti di nuova introduzione siano più piccoli 
e leggeri rispetto a quelli della generazione 
precedente. Il progettista di prodotto deve in¬ 
tegrare un numero crescente di funzionalità in spazi sempre 
più stretti, garantendo ovviamente semplicità di fabbricazio¬ 
ne e di manutenzione. 

Senza dimenticare l'interfaccia tra il dominio elettrico e 
quello meccanico: in passato era spesso necessario effet¬ 
tuare un trasferimento dai sistemi CAD/CAE elettrici/elett¬ 
ronici ai software CAD meccanici tridimensionali. Per un 
singolo progetto, inoltre, potevano essere richiesti numerosi 
trasferimenti di file dal dominio elettrico a quello meccanico, 
a seguito delle revisioni apportate per correggere problemi 
che nel frattempo erano stati individuati. 

Il software per il layout della scheda (place&route) posiziona 
i componenti sulla scheda in base agli ingombri (footprint), 
seguendo fondamentalmente un approccio di tipo bidimen¬ 
sionale (2D). 

Una descrizione completa in tre dimensioni di tutti i compo¬ 


nenti - quindi non solo l’indicazione del profilo massimo - è 
indispensabile per garantire che in fase di assemblaggio di 
un prodotto non vi siano parti che entrino in contatto o in¬ 
terferiscano tra di loro. 

Un ciclo completo di sviluppo, dall’idea iniziale alla stesura 
di un layout fisico corretto - in cui ad esempio non vi siano 
componenti che collidono tra di loro o si sovrappongono nel 
momento in cui si passa dal mondo virtuale a quello reale 
- esiste da qualche tempo, ma il suo utilizzo non è sempre 
particolarmente semplice. 

Esso prevede l’esportazione e l’importazione di file in un for¬ 
mato leggibile dai diversi package e ciò in generale implica 
la gestione del progetto da parte di un ingegnere con una 
certa esperienza di sistemi CAD meccanici. Ma questo non è 
l’unico ostacolo: per generare una visualizzazione tridimen¬ 
sionale accurata della scheda PCB è necessario disporre di 
modelli fisici precisi dei componenti. 
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Prototipo: un concetto superato 

In passato l’approccio più diffuso prevedeva la realizzazione 
di prototipi sia della scheda PCB sia dell'alloggiamento, se¬ 
guita da un assemblaggio manuale che permetteva di verifi¬ 
care la perfetta corrispondenza tra i due prototipi. Uno degli 
svantaggi di tale approccio era l’elevata probabilità di dover 
progettare nuovamente la scheda o l’alloggiamento (oppure 
entrambi), con notevoli penalizzazioni in termini sia di tempo 
sia di costi. Per evitare di incorrere in questo rischio, i pro¬ 
gettisti prevedevano margini di sicurezza - sulla base della 
loro esperienza o intuizione - per cui il design risultante non 
era ottimizzato in termini di integrazione. 

Un’evoluzione di notevole portata è rappresentata dalla di¬ 
sponibilità di modelli di componenti (software) meccanici e 
di forme. I produttori rendono disponibili su base regolare 
modelli di questo tipo unitamente ai parametri 
elettrici dei loro prodotti, mentre le principali 
aziende di distribuzione gestiscono e aggiorna¬ 
no i database contenenti tali informazioni. Una 
volta disponibili tali informazioni unitamente ai 
dati di natura elettrica ha sicuramente senso im¬ 
portare il tutto all’interno di un ambiente in gra¬ 
do di utilizzare entrambi gli attributi. 

Un package di tipo integrato in grado di ope¬ 
rare su entrambi gli ambienti, meccanico ed 
elettrico, può superare tutti questi ostacoli e 
fornire al team di progetto la visibilità sui due 
domini in modo da consentire la realizzazione 
di un progetto di un prodotto funzionante al pri¬ 
mo tentativo e che può essere trasferito dallo 
..spazio virtuale" alla prototipazione alla produ¬ 
zione senza richiedere rapporto di modifiche 
significative. 

Un esempio concreto 

Un’azienda che si è trovata ad affrontare le problematiche 
appena esposte è Kaba . un produttore di sistemi di controllo 
degli accessi. Di recente la società ha completato con suc¬ 
cesso il progetto di una nuova generazione di serrature con 
controllo elettronico che integra oltre 1.000 componenti in 
un alloggiamento montato sulla porta. La divisione di Kaba 
che si occupa dello sviluppo elettronico ha utilizzato Altium 
Designer non solo per il progetto funzionale del circuito, ma 
anche per sviluppare e perfezionare la configurazione mec¬ 
canica e il processo di assemblaggio dei propri prodotti. 
Uno degli assemblaggio sviluppati da Kaba utilizzando Alti¬ 
um Designer prevede tre schede PCB separate interconnes¬ 
se tra di loro da schede PCB flessibili che si piegano in due 
direzioni separate al fine di adattarsi al cilindro di una delle 
serrature realizzate dall’azienda. All’interno di un unico am¬ 
biente di progettazione il team di sviluppo di Kaba ha potuto 


non solo passare dal progetto elettrico della struttura rigido 
flessibile a quello meccanico, ma anche ottenere in tempi 
brevi un’immagine tridimensionale completa dell’intero as¬ 
semblaggio che può essere ruotata liberamente nello spazio 
per una visualizzazione da qualsiasi direzione. 

Invece di utilizzare un package CAD tridimensionale per 
visualizzare la geometria - o di esportare i dati in un altro 
package per la visualizzazione dei file - in Altium Designer 
è possibile effettuare l’esplorazione 3D con un semplice 
cambio della modalità di visualizzazione. Una proiezione or¬ 
tografica tridimensionale evidenzia i componenti nascosti, 
unitamente alle loro dimensioni e posizioni, fornendo quindi 
una visualizzazione assolutamente realistica. I progettisti di 
Kaba, inoltre, hanno sfruttato le funzioni presenti in Altium 
Designer per effettuare Laminazione del processo di piega¬ 


tura delle schede PCB nelle loro configurazioni finali. Poiché 
il software è in grado di ..comprendere" i parametri mecca¬ 
nici delle connessioni flessibili, l’animazione fornisce una 
visualizzazione realistica dell’evoluzione del processo di 
piegatura. Il team di Kaba ha potuto verificare gli spazi liberi 
ed eliminare la possibilità di collisioni anche nel momento in 
cui l’assemblaggio finale è piegato. 

I vantaggi della tecnologia rigido-flessibile 

Uno delle caratteristiche più importanti di Altium Designer è 
il supporto della tecnologia rigido-flessibile,grazie alla quale 
i progettisti di Kaba hanno potuto osservare il raggio di una 
scheda curvata in tre dimensioni. Essi sono anche stati in 
grado di individuare eventuali collisioni tra la scheda e parti 
dell'alloggiamento nelle fasi iniziali del processo di sviluppo 
al fine di poter valutare l'idoneità o meno dei connettori fles- 
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di interconnessioni di ques¬ 
to tipo. Con Altium Desig¬ 
ner il comportamento delle 
strutture rigido-flessibili è 
gestito interamente all’inter¬ 
no di un unico ambiente di 
progetto, dalla definizione 
del pattern di rame e della 
struttura degli strati (con la 
completa integrazione con 
le informazioni relative alla 
netlist del progetto elettri¬ 
co) allo spazio 3D che deve 
essere riservato nell’allog¬ 
giamento del prodotto sulla 
base delle flessioni ripetitive 
previste. 

I progettisti di Kaba sono 
stati anche in grado di 

Fig. 2 - Assemblaggio delle serrature Kaba con l'integrazione della parte elettronica sfruttare le potenzialità della 

tecnica di prototipazione del 
21° secolo: la stampa 3D. Al¬ 
tium Designer può fornire in uscita i file di stampa capaci di 
generare modelli spaziali (non funzionali) su una stampante 
3D. Anche se i file di progetto e le visualizzazioni sullo scher¬ 
mo hanno permesso di verificare il rispetto di tutti i vincoli 
in termini di spazi liberi, la disponibilità di un modello fisi¬ 
co a costi molto ridotti che riproduce fedelmente l’alloggia- 
mento/1’assemblaggio del PCB finale e che può essere ges¬ 
tito e valutato per verificare gli aspetti ergonomici aggiunge 
un’altra dimensione al processo di progettazione. 

Grazie alla sempre maggiore attendibilità della rappresen¬ 
tazione virtuale elettrica/meccanica, è ora possibile con¬ 
seguire ulteriori vantaggi nel processo di progettazione, in 
particolare per quel che riguarda due aspetti chiave quali i 
tempi di ciclo del design e il time to market. Tradizionalmen¬ 
te ci sono state varie fasi nell’evoluzione di un prodotto in 
momento in cui era necessario generare un modello fisico 
(funzionante o meno). 

Nella fase di concezione di un prodotto era necessario con¬ 
vincere la direzione o il cliente a proseguire nello sviluppo: 
la stessa operazione doveva essere condotta nel momento 
in cui era necessario procedere a revisioni o riesami di una 
certa entità. Il tempo speso per generare un prototipo - o 
persino un modello spaziale - potrebbe essere impiegato per 
l’avanzamento del progetto. Avendo la certezza che ciò che 
il software visualizza in 3D sarà riprodotto in modo estre¬ 
mamente preciso in termini sia fisici sia funzionali, questo 
tempo può essere eliminato oppure ridotto in maniera sig¬ 
nificativa. ■ 


sibili del prodotto reale. Sono numerose le ragioni per le quali 
può essere utile adottare una struttura di tipo rigido-flessi- 
bile. Un prodotto può prevedere parti o sezioni che devono 
muoversi più volte pur preservando i collegamenti elettrici 
tra di loro. In alternativa l’assemblaggio finale non prevede 
alcun spostamento ma i vari blocchi circuitali potrebbero 
essere dislocati con differenti orientazioni all’interno di un 
alloggiamento complesso dove la superficie piana disponibi¬ 
le non è sufficiente per posizionare una scheda PCB di tipo 
tradizionale. Oppure ancora gli spazi disponibili per le sche¬ 
de PCB sono così ridotti che la loro piegatura rappresenta 
il modo migliore per completare l’assemblaggio. Le schede 
PCB di tipo rigido-flessibile si propongono come una solu¬ 
zione elegante ed efficace che può garantire un’affidabilità 
superiore rispetto all’uso di connettori e cablaggi, una min¬ 
ore occupazione di spazio e una migliore prevedibilità delle 
prestazioni dell’interconnessione. 

Per la progettazione di interconnessioni che fanno parte di 
una singola scheda sono necessarie conoscenze approfon¬ 
dite del comportamento della parte ..flessibile" della scheda 
PCB, del raggio di curvatura ammissibile, della tipologia di 
terminazione, dello spazio che deve essere previsto sia per 
il fissaggio sia per consentire le variazioni della geometria 
della parte flessibile imputabili ai movimenti della stessa. 
Solitamente tutti questi aspetti sono stati gestiti da un ingeg¬ 
nere meccanico con esperienza nell’utilizzo di package CAD 
3D meccanici oppure, più spesso, da un ingegnere che ha 
acquisito approfondite conoscenze circa il comportamento 
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Comprendere e attenuare gli effetti dei 
“soft error” nelle memorie a semiconduttore 

Reuben George Attualmente le geometrie dei processi CMOS sono così ridotte 

CyP ress che le radiazioni extraterrestri e il package dei chip sono 

sempre più frequentemente causa di errori 


G li ultimi decenni sono stati 
caratterizzati da progressi 
senza precedenti nel settore 
dei semiconduttori. Di pari 
passo si sono affacciati all'oriz¬ 
zonte nuovi ostacoli da supera¬ 
re per poter mantenere il passo 
con i miglioramenti di natura 
incrementale fatti registrare 
dalle tecnologie di processo. 
Attualmente le geometrie dei 
processi CMOS sono così ri¬ 
dotte che le radiazioni extrater¬ 
restri e i package dei chip sono 
sempre più frequentemente 
causa di errori. Poiché questi 
errori sono di natura tempo¬ 
ranea, sono denominati errori 


soft (errori transitori). Il primo 
caso di errore soft si è verifica¬ 
to nel 1978 quando Intel non è 
stata in grado di fornire i propri 
chip ad AT&T a causa dell’ura¬ 
nio presente nei materiali con 
ci erano stati realizzati i packa¬ 
ge dei moduli. In un suo report 
Intel, che ha coniato il termine 
“soft fati”, ha segnalato che la 
contaminazione radioattiva po¬ 
trebbe provocare non solo la 
commutazione di un bit (bit flip) 
nei dati memorizzati ma anche 
ti blocco del microcontrollore. 
Nel caso di Cypress Semicon¬ 
ductor ti primo caso di errore 
“soft” si è verificato nel 2001, 


quando un cliente operante nel 
settore delle telecomunicazioni 
ha riscontrato che un “soft er¬ 
ror” singolo in una SRAM ave¬ 
va causato il “crash” (ovvero 
il blocco) di centinaia di com¬ 
puter in una System farm. Nel 
momento in cui la tecnologia 
di processo tende ad adottare 
geometrie sempre inferiori per 
migliorare prestazioni e con¬ 
sumi, la tensione ridotta e la 
diminuzione della capacità dei 
nodi rendono tali dispositivi 
più predisposti agli errori soft. 
Questi ultimi non solo alterano 
i dati, ma possono anche por¬ 
tare a una perdita di funzional¬ 


ità e produrre guasti critici nel 
sistema. Controllori industriali, 
apparati militari, sistemi di net¬ 
working, dispositivi medicali 
dispositivi elettronici per au- 
tomotive, server, apparecchi¬ 
ature portatili e numerosi altri 
prodotti utilizzati in applicazi¬ 
oni consumer sono partico¬ 
larmente esposti agli effetti dei 
“soft error”. Un errore di questo 
tipo che non viene corretto può 
portare a malfunzionamenti di 
un sistema utilizzato in applica¬ 
zioni “mission criticai” come ad 
esempio dispositivi medicali 
impiantabili e sistemi di con¬ 
trollo del motore di un veicolo, 



Fig. 1 - Effetto della radiazione aN'interno di un transistor MOS 
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oppure apparati di sicurezza 
di fascia alta. Gli errori soft 
possono provocare malfunzio¬ 
namenti dei sistemi di control¬ 
lo di un montacarichi, mentre 
in un sistema di networking 
possono avere gravi riper¬ 
cussioni sul traffico. Sebbene 
rari, tali eventi possono essere 
causa di gravi problemi su va¬ 
sta scala. 

Errori “soft”: cosa sono? 

Un “soft-error” è una va¬ 
riazione di stato causata da 
una particella energetica. A 
differenza di ciò che si verifi¬ 
ca per un errore hard (errore 
permanente), il funzionamen¬ 
to normale del dispositivo 
influenzato dall’errore può 
essere ripristinato con una 
semplice operazione di reset/ 
rewrite (riscrittura). Gli errori 
soft si possono verificare nei 
circuiti analogici e digitali, in 
linee di trasmissione e nei 
dispositivi di memorizzazione 
magnetici. 

Quando una particella ad alta 
energia interagisce con il sub¬ 
strato semiconduttore, genera 
molte coppie lacuna-elettrone. 
Il campo elettrico risultante 
nella regione di svuotamento 
causa una deriva delle car¬ 
iche, generando disturbi della 
corrente. Se lo spostamento 
delle cariche supera la carica 
critica (la minima quantità di 
carica necessaria per variare 

10 stato del circuito) immaga¬ 
zzinata nella cella di memoria, 

11 dato memorizzato potrebbe 
commutare, provocando un 
errore alla lettura successiva. 
Gli errori soft si manifestano 
sotto forma di SBU (Single- 
Bit Upset) o MBU (Multi-Bit 
Upset), in funzione dell’ener¬ 
gia della particella responsa¬ 


bile dell’evento. Un SBU com¬ 
porta la commutazione errata 
di un solo bit prodotto dall’ur¬ 
to di una particella energeti¬ 
ca mentre un MBU si verifica 
quando una particella ad alta 
energia provoca cambiamenti 
di più bit in una parola con¬ 
temporaneamente, 
n termine Soft Errar Rate (SER) 
determina la probabilità che 
si verifichi un guasto in un 
dispositivo provocato da par¬ 
ticelle energetiche. Poiché gli 
errori soft sono di natura ran- 
domica, il verificarsi di errori 
soft non definisce l’affidabilità, 
ma piuttosto il tasso di guasto 
della memoria. 

Errori soft: le cause 

Le particelle alfa sono emesse 
da nuclei di sostanze radioat¬ 
tive in seguito a un processo 
denominato decadimento alfa. 
Le particelle alfa sono caratte¬ 
rizzate da un’energia cinetica 
di alcuni MeV e sono la causa 
diretta degli errori soft che si 
verificano nelle memorie a se¬ 
miconduttore. Esse sono car¬ 
atterizzate da un denso strato 
di carica e generano coppie 
lacuna-elettrone nel momento 
in cui attraversano un sub¬ 
strato. Se il disturbo è di in¬ 
tensità abbastanza elevata, si 
potrebbe verificare la commu¬ 
tazione di un bit. n fenomeno 
dura solamente una frazione 
di nanosecondo, ragion per 
cui risulta molto difficile da 
individuare. Le particella alfa a 
bassa energia sono generate 
dal decadimento radioattivo 
di tracce di uranio-238 e to- 
rio-232 presenti nei composti 
realizzati per stampaggio, nei 
package e in altri materiali 
utilizzati per l’assemblaggio. In 
ogni caso è praticamente im¬ 


possibile mantenere la purez¬ 
za del materiale ideale (meno 
di 0,001 conteggi/ora/ cm 2 ) 
necessaria per garantire l’af¬ 
fidabilità delle prestazioni di 
molti circuiti. Piccole quantità 
di resina epossidica possono 
contribuire a ridurre l’inciden¬ 
za degli errori soft, scherman¬ 
do il chip dalle radiazioni alfa. 

I produttori sono riusciti a 
controllare i contaminanti re¬ 
sponsabili delle emissioni di 
particelle alfa, ma non sono 
stati in grado di contrastare 
la radiazione cosmica. Infatti i 
raggi cosmici (Fig. 2) sono la 


causa più probabile degli er¬ 
rori soft nei moderni disposi¬ 
tivi a semiconduttore, dato che 
i contaminanti radioattivi sono 
per la maggior parte sotto 
controllo. Le particelle prima¬ 
rie dei raggi cosmici di solito 
non raggiungono la superficie 
terrestre. Esse comunque ge¬ 
nerano uno sciame di parti- 
celle energetiche secondarie, 
principalmente sotto forma di 
neutroni energetici. Benché i 
neutroni siano privi di carica 
e quindi non possono provo¬ 
care errori soft, essi possono 
venire catturati da un nucleo 
in un chip, evento questo che 


può dare origine a particelle 
alfa. La radiazione comica au¬ 
menta con l’altezza a causa 
della diminuzione dell’effetto 
schermante dell’atmosfera. I 
moduli che vengono utilizzati 
ai Poli sono quindi più sensibili 
agli errori soft. Per ridurre la 
possibilità che si verifichino 
errori soft i moduli utilizzati in 
applicazioni dove è prevista 
un’elevata esposizione alla ra¬ 
diazione vengono sottoposti a 
un particolare procedimento 
denominato appunto “radia- 
tion hardening”. 

I neutroni privi di energia ci¬ 


netica sono un’importante 
fonte di errori soft a causa 
della reazione di cattura prima 
menzionata. La cattura di un 
neutrone termico da parte di 
un nucleo dell’isotopo di boro, 
materiale presente in grandi 
quantità negli strati dielettri¬ 
ci di vetro boro fosfosilicato 
(BPSG), produce remissione 
di particelle alfa, nuclei di litio 
e raggi gamma. Le particelle 
alfa o i nuclei di litio possono 
provocare errori soft. I neu¬ 
troni termici (quindi a bassa 
energia) sono importanti per i 
dispositivi elettronici medicali 
utilizzati nella terapia contro 



Fig. 2 - Raggi cosmici dispersi dall'atomosfera (Fonte: CERN) 
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il cancro. I neutroni abbinati 
al fascio di fotoni utilizzati nel 
trattamento danno luogo a 
un flusso di neutroni termici 
responsabile di un alto tas¬ 
so di errori soft. In ogni caso 
i neutroni termici non sono 
oggigiorno la causa princi¬ 
pale degli errori soft, poiché 
i produttori hanno eliminato i 
dielettrici borati a partire dal 
nodi di processo a 150 nm. 

Tecniche per evitare 
gli errori soft 

Gli errori soft possono essere 
evitati migliorando la tecnolo¬ 
gia di processo e il layout della 
cella di memoria, apportando 
modifiche a livello di siste¬ 
ma e cambiando architettura 
e tecniche di progettazione 
dei chip. L’affidabilità di un 
dispositivo di memoria può 
essere migliorata tramite l’in¬ 
cremento della carica critica 
immagazzinata nella cella di 
memoria. La “resistenza” di un 
dispositivo agli errori soft può 
essere aumentata utilizzando 
una tecnologia di processo 
che riduce lo spessore dello 
strato di diffusione. Ciò per¬ 
mette di diminuire il periodo 
di tempo che una particella 
carica trascorre nella cella 
di memoria. Un'architettura 
di tipo triple-well può essere 
anche utilizzata per allonta¬ 
nare le cariche dalla regione 
attiva. Questo processo crea 
un campo elettrico opposto 
rispetto alla regione di svuota¬ 
mento del transistor NMOS e 
forza le cariche nel substrato. 
Esso agisce solamente quan¬ 
do un errore soft si verifica 
nella regione NMOS. A livello 
di sistema un progettista può 
prevenire gli effetti dei soft 
errar utilizzando una logica 


ECC (Errar Correction Code) 
esterna. L’adozione di questa 
tecnica comporta l’uso di chip 
di memoria aggiuntivi con 
bit di parità per il rilevamen¬ 
to e la correzione dell’errore. 
Come previsto, l’attenuazione 
a livello di sistema è costosa 
e aumenta la complessità sia 
del sistema stesso sia del sof¬ 
tware. 

Codici ECC 
e bit interleaving 

L’utilizzo della logica ECC rap¬ 
presenta comunque il metodo 
migliore per contrastare gli 
errori soft. Durante un’opera¬ 
zione di scrittura l’algoritmo 
di codifica ECC include bit di 
parità associato a ogni parola 
indirizzabile dei dati imma¬ 
gazzinati in memoria. Durante 
un’operazione di lettura, l’al¬ 
goritmo di rilevamento ECC 


disposte in modo tale che i bit 
fisicamente adiacenti siano 
mappati in differenti registri di 
parola. La distanza tra i bit in¬ 
tercalati (bit interleave distan- 
ce) separa due bit consecutivi 
mappati nello stesso registro 
di parole (Fig. 3). Con una scel¬ 
ta oculata di questa distanza 
(che deve essere superiore 
rispetto all’ampiezza delle cel¬ 
le interessate dall'interazione), 
è possibile ottenere un SBU 
in più parole piuttosto che un 
MBU in una singola parola. 
La distanza tra i bit intercalati 
dipende dalla tecnologia di 
processo. In una memoria che 
adotta il bit interleaving, l’algo¬ 
ritmo di correzione dell’errore 
su un singolo bit può essere 
utilizzato per rilevare e correg¬ 
gere tutti gli errori. L’algoritmo 
ECC si applica solo alla copia 
della parola di dati coinvolta. 


(in pratica l’esame della me¬ 
moria alla ricerca di guasti). 
Poiché i dispositivi a semicon¬ 
duttore sono realizzati utiliz¬ 
zando processi caratterizzati 
da geometrie sempre più ri¬ 
dotte, il rischio che si verifichi¬ 
no errori soft aumenta. Sono 
molti a ritenere che questo 
tipo di errori rappresenti un 
ostacolo a un’ulteriore ridu¬ 
zione delle geometrie di pro¬ 
cesso, a meno che non si svi¬ 
luppino nuove tecnologie in 
grado di affrontare in maniera 
efficace il problema. 

Oltre a ciò, vista la sempre 
maggiore pervasività della 
tecnologia nella vita quotidia¬ 
na, l’esigenza di affidabilità è 
destinata ad aumentare. Ciò a 
sua volta si traduce nella ne¬ 
cessità di integrare la logica 
ECC a bordo dei chip dei mod¬ 
uli di memoria: non a caso tut¬ 



Without interleaving 


1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 

9 IO 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 32 


1 

With 4-bit interleaving 

■ ■ 1 

1 9 17 25 2 10 18 26 

3 11 19 27 4 12 20 28 5 13 21 29 6 14 22 30 

7 15 23 31 8 16 24 32 


Fig. 3 - Esempio di applicazione della tecnica di interleaving 


utilizza I bit di parità per de¬ 
terminare se qualcuno dei bit 
dei dati e cambiato. Se sus¬ 
siste un errore su un singolo 
bit, l’algoritmo di correzione 
ECC determina la posizione 
del bit interessato. Esso può 
quindi semplificare la corre¬ 
zione dell’errore commutan¬ 
do il bit dei dati al suo valore 
complementare. La tecnica 
ECC non può essere utilizzato 
in presenza di fenomeni MBU 
(Multiple-Bit Upset). In questo 
caso i progettisti devono ricor¬ 
rere alla tecnica denominata 
“bit interleaving”. Questa pre¬ 
vede che le linee dei bit siano 


Poiché il dato risiede nella me¬ 
moria, contiene ancora il bit 
commutato. Se questo bit resi¬ 
dente nella memoria non vie¬ 
ne corretto, l’esposizione a un 
altro fenomeno di bit flipping 
nella medesima parola può 
dar luogo a un upset su più 
bit. Di conseguenza è impor¬ 
tante che la logica ECC segna¬ 
li il verificarsi e la correzione 
di un upset su un singolo bit. 
Il sistema può utilizzare questa 
informazione per identificare 
l’evento ed eseguire la riscrit¬ 
tura del dato corretto. 

Questa tecnica va sotto il 
nome di memory scrubbing 


ti i più importanti produttori 
di memoria hanno iniziato a 
fornire chip con ECC per sod¬ 
disfare la “fame” crescente di 
memorie ad alta affidabilità. In 
considerazione del fatto che le 
memorie SRAM sono utilizzate 
in applicazioni che richiedono 
elevate prestazioni, la corre¬ 
zione dell’errore è una funzio¬ 
nalità sempre più apprezzata 
e richiesta dagli utilizzatori: 
per questo motivo Cypress 
ha a catalogo una famiglia di 
memorie SRAM asincrone ad 
altissima affidabilità con ECC 
on chip che supportano la tec¬ 
nica di bit interleaving.B 
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ANALOG/MIXED SIGNAL batterychargeric 


Integrati per caricabatterie 


Maurizio Di Paolo Emilio 


Le batterie ricaricabili sono vitali per le 
apparecchiature elettroniche portatili, come 
computer e telefoni cellulari; i circuiti di ricarica 
devono essere attentamente progettati e sono 
fortemente dipendenti dalla particolare chimica 
- lead-acid (SLA), nichel cadmio (NiCd), nichel- 
metallo-idruro (NiMH) e agli ioni di litio (Li-Ion) 



Fig. 1 - Esempio di schema a blocchi di un circuito di carica veloce 


C ome si può evincere dall’esempio di un circuito 
di carica rappresentato in figura 1, la tensione 
sviluppata attraverso la resistenza R SENSE viene 
utilizzata per mantenere una corrente costante utilizza¬ 
ta in fase di carica. La tensione è continuamente moni¬ 
torata e l’intera operazione è sotto la supervisione di un 
microcontrollore che può anche avere un convertitore 
A/D on-chip. I sensori di temperatura sono utilizzati per 
monitorare la temperatura della batteria e quella ambi¬ 
entale al fine di evitare surriscaldamenti. Questo tipo 
di circuito viene utilizzato principalmente in applica¬ 
zioni a rapida ricarica, dove il tempo di carica è meno 
di 3 ore. È necessario, talvolta, il monitoraggio della 
temperatura per determinare con precisione lo stato 
della batteria e la carica di fine. La carica lenta (tempo 
di carica superiore a 12 ore) richiede una tecnologia 
molto meno sofisticata e può essere re alizz ata con un 
semplice generatore di corrente. Le caratteristiche tipiche per 
la ricarica lenta sono illustrate nella figura 2. La cessazione di 
carica non è critica, ma talvolta si usa un timer per porre fine alla 
lenta ricarica delle batterie NiMH. 

Il parametro “Trickle charge" è la carica in corrente di una cella 
che può accettare continuamente senza compromettere la sua 
vita di servizio. Una corrente di carica di mantenimento di si¬ 
curezza per le batterie NiMH è tipicamente 0.03C. Ad esempio 
sarebbe ideale per una batteria NiMH con C = lA-hr, 30 mA. 
La ricarica rapida di batterie (tempo di carica meno di 3 ore) ri¬ 
chiede tecniche molto più sofisticate; la figura 3 ne riassume le 
caratteristiche per i quattro tipi di batterie popolari. La parte più 
difficile del processo è determinare correttamente quando inter¬ 
rompere la carica. 

Uno sguardo al mercato 

Il mercato globale per dispositivi di caricabatterie dovrebbe rag¬ 
giungere 16 miliardi di dollari entro il 2020, grazie alla crescen¬ 
te domanda di dispositivi elettronici alimentati a batterie [Fonte: 


http://wwwelectronics.cal . L’aumento delle esigenze di una vasta 
gamma di dispositivi elettronici utilizzati nei principali mercati di 
destinazione, tra cui automotive, industriale, informatica, teleco¬ 
municazioni ed elettronica di consumo, sta guidando la crescita 
del mercato e di conseguenza dell’elettronica integrata. Le teleco¬ 
municazioni rappresentano il più grande mercato degli usi finali 
per caricabatterie. La crescita esplosiva della tecnologia digitale e 
la necessità di condividere e acquisire rapidamente informazioni, 
stanno incrementando la domanda di dispositivi informatici com¬ 
patti. L’aumento delle vendite di smartphone, tablet, laptop e note¬ 
book che richiedono batterie, si prevede contribuirà a un’ulterio¬ 
re crescita del mercato. L'emergere di nuove classi di batterie con 
diversi materiali darà luogo a un aumento della domanda con 
nuovi meccanismi per migliorare la velocità di ricarica e garantir¬ 
ne la sicurezza. Con i progressi tecnologici, una più ampia gamma 
di caratteristiche funzionali in formati più piccoli e leggeri coin¬ 
volgerà un flusso continuo di nuovi progetti con i circuiti di carica 
efficienti e tecniche di ricarica sicure, con tecniche di protezio¬ 
ne (p.e. sovratensione) durante la carica. Prodotti avanzati come 
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Fig. 2 - Caratteristiche tipiche per la ricarica lenta 



Fig. 3 - Caratteristiche tipiche per la ricarica veloce 
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Fig. 4 - Esempio di applicazione con il P9022 


caricabatterie intelligenti e wireless saranno i 
testimonial di una rapida crescita guidata dalle 
esigenze di mobilità dei consumatori moderni. 
Inoltre, la crescente consapevolezza ambientale 
sta aiutando la domanda di dispositivi di ricarica 
alimentati da energia eolica e solare. 


Tecnologia IC 

Gli IC per caricabatterie possono essere utilizzati 
per fornire la corrente di carica e la tensione per 
la cella di batteria specifica per l’applicazione. La 
maggior parte dei circuiti è progettata per batte¬ 
rie agli ioni di litio, poiché sono utilizzati soprat¬ 
tutto nelle apparecchiature portatili. Il caricabat¬ 
terie misura la carica della batteria in corrente e 
tensione e controlla il funzionamento del MOSFET 
in modo tale che la corrente di carica segua le 
modalità necessarie di funzionamento: pre-con- 
dizionamento - corrente costante - tensione co¬ 
stante - cut-off. La corrente di carica massima 
può essere programmata da un resistore esterno, 
e un NTC accoppiato alla batteria che invierà le 
informazioni sulla temperatura della batteria al 
circuito di controllo. La maggior parte dei cari¬ 
cabatterie lineari per singola cella Li-Ion sono 
alimentati da 5V e sono normalmente utilizzati 
per correnti di carica fino a 1 A, adatti per batterie 
fino a 1 Ah. Per caricare le celle di maggiore ca¬ 
pacità sono necessarie elevate correnti di carica. 

In questo caso devono essere selezionati cari¬ 
cabatterie switching (topologia Buck). I carica- 
batterie possono essere selezionati con ingresso 
singolo / doppio, corrente fissa / regolabile, con / 
senza sensore NTC, limite di corrente di ingresso 
e la gestione dell’Auto Power. 

Ricarica wireless 

La ricarica induttiva (nota anche come “ricarica 
wireless”) utilizza un campo elettromagnetico 
per trasferire energia tra due oggetti. L’energia 
viene inviata, attraverso un accoppiamento in¬ 
duttivo, a un dispositivo elettrico, che può quindi 
utilizzare questa energia per ricaricare le batterie. 

I caricatori a induzione utilizzano tipicamente una bobina di 
induzione per generare un campo elettromagnetico alternato 
all’interno di una stazione base di ricarica, e una seconda bobina 
di induzione nel dispositivo portatile che raccoglie l’energia dal 
campo elettromagnetico e la converte nuovamente in corrente 
elettrica per caricare la batteria. Le due bobine di induzione in 
vicinanza si combinano per formare un trasformatore elettrico. 


I recenti miglioramenti a questo sistema risonante includono 
l’utilizzo di una bobina di trasmissione mobile e l’uso di materiali 
avanzati per la bobina ricevente in rame placcato o talvolta in al¬ 
luminio per minimizzare il peso e diminuire la resistenza a causa 
dell’effetto Pelle. IDT è uno dei principali protagonisti del mercato 
dei circuiti integrati caricabatterie wireless e per sistemi di tra¬ 
smissione di potenza wireless. L’ampio portafoglio di circuiti inte- 
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grati di potenza wireless composto da entrambi 
i trasmettitori e ricevitori, offre vantaggi in ter¬ 
mini di dimensioni fisiche, efficienza energetica 
e flessibilità. P9022 è il più avanzato ricevitore 
single chip di alimentazione wireless conforme 
ai requisiti di WPC 1.1. Gli utenti che operano 
con P9022 possono ottenere il trasferimento di 
potenza fino a 5W utilizzando un protocollo di 
comunicazione di back-channel di proprietà, 
che amplia il protocollo WPC per ottenere un 
maggiore trasferimento di potenza utilizzando 
un loop di controllo avanzato (Fig. 4). 

Il mercato dei circuiti integrati 

I circuiti integrati di gestione di carica della 
batteria di Texas Instruments affrontano tutte 
le principali problematiche al fine di estende¬ 
re la capacità di carica. La tecnologia avanzata 



Fig. 5 - Schema applicativo per bq24188 
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Fig. 6 - Schema applicativo e diagramma a blocchi per BC3770 


MaxLite assicura la carica efficiente con soluzioni switching li¬ 
neari e dispositivi di protezione di carica. bq24188 è uno degli 
ultimi dispositivi integrati di gestione della singola cella carica- 
batterie Li-Ion il cui schema elettrico applicativo è visualizzato in 
figura 5. Il dispositivo ha un supporto USB con caratteristiche 
programmabili attraverso un’interfaccia I2C. Inoltre, è incluso un 
ingresso compatibile JEITA (TS) di monitoraggio, per evitare che 
la batteria si carichi al di fuori del suo campo di temperatura di si¬ 
curezza. BC3770 è un IC prodotto da Freescale per caricabatterie 
switching completamente programmabile con dual-path output 


per single-cell Li-Ion e batterie Li-Polymer. n funzionamento ad 
alta efficienza riduce la dissipazione del calore e permette di ot¬ 
tenere capacità di corrente superiore per una data dimensione 
del package. I parametri di carica e le modalità di funzionamento 
sono completamente programmabili tramite una interfaccia I2C 
che opera fino a 400 kHz. BC3770 è un caricabatterie switching 
sincrono con OVP e Power FET integrati. BC3770 è in grado di 
funzionare come un regolatore boost per la funzione USB-OTG sia 
tramite comando I2C o con un pin esterno dall’host/processore 
(Fig. 6). ■ 
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SINGLE POWER MANAGEMENT 


Gestire l’alimentazione 
con un solo circuito integrato 

LTC4020 è una soluzione di gestione 
dell’alimentazione per qualsiasi dispositivo 
ad alta potenza che richieda batteria di riserva 
o funzionamento in remoto con alimentazione 
da batteria 


O na tendenza comune nel settore dei 
dispositivi elettronici è la maggiore 
portabilità; non è più accettabile uni¬ 
versalmente che un dispositivo si spenga 
perché qualcuno “ha staccato la spina”. Per 
offrire completa portabilità, è necessario 
che i dispositivi includano sistemi avanzati 
di gestione dell’alimentazione, in grado di 
controllare il percorso della potenza dai 
generatori disponibili alle appropriate uscite 
del sistema, mantengano caricato e pronto 
un elemento di riserva, e assicurino che 
un sistema disponga di potenza adeguata 
in qualsiasi istante. Eleganti soluzioni per 
la gestione dell’alimentazione con un solo 
circuito integrato sono facilmente dispo¬ 
nibili per molti dispositivi portatili, come 
smartphone o tablet, che funzionano a basse 
tensioni e bassi livelli di potenza, mentre 
per sistemi ad alta tensione e alta potenza, 
come quelli necessari in molti dispositivi 
industriali o medicali, tali soluzioni in genere 
richiedono scomode e complesse confi¬ 
gurazioni speciali di componenti discreti. 

LTC4020 semplifica la gestione dell’alimen¬ 
tazione in questi ambienti incorporando fun¬ 
zioni all’avanguardia in una soluzione con 
un solo circuito integrato ad alta tensione 
e alta potenza; è dotato di un avanzato con¬ 
vertitore di potenza CC/CC buck/boost a 4 
interruttori, supporta la carica ottimizzata 
della batteria e presenta la funzionalità di 
gestione dell’alimentazione della batteria/ 
del sistema PowerPath brevettata da Linear 

Technology LTC4020 gestisce la distribuzio- pjg. i _ Alimentatore/caricabatteria flottante per batteria al piombo-acido a 24 celle (48V) con 
ne della potenza fra l’ingresso di alimentazio- ingresso a 36V - 55V, uscita da convertitore sino a 265W, corrente di carica della batteria pari a 
ne del sistema, la batteria di riserva e l’uscita 5A e uscita di tensione a carica flottante/dell'impianto pari a 53,75V 



Jay Celani 

Design engineer 

Power management products 

Linear Technology 
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del convertitore in risposta a variazioni del carico, ai requisiti di 
carica della batteria e alle limitazioni sulla potenza d'ingresso. Il 
controller buck/boost CC/CC a singolo induttore può accettare 
tensioni d’ingresso fino a 55V e produrre tensioni inferiori, 
superiori o identiche alla tensione d’ingresso. Il caricabatteria 
incorporato può essere configurato per fornire un andamento 
della carica a corrente costante/tensione costante (CC/CV) 
otti miz zato per batterie al litio, un andamento della carica a 3 
stadi per batterie acido-piombo o un algoritmo a corrente cos¬ 
tante terminato da timer e modificato, analogo all’andamento 
per batterie al litio ma che non incorpora né una precondizione 
di bassa tensione né funzioni di riavvio del ciclo di carica. 

Utilizzo della carica in modalità CC al fine di adattare 
le regole per un caricabatteria acido-piombo a 48V 

Quando LTC4020 è configurato nella modalità di carica otti¬ 
mizzata per batterie acido-piombo, la tensione di regolazione 
durante la carica di assorbimento è uguale al 120% della ten¬ 
sione di una tipica batteria, ossia 14.4V per una batteria acido¬ 
piombo a “12V”. Sfortunatamente, l’algoritmo incorporato per la 
carica di batterie acido-piombo non è u tiliz zabile per la batteria 
di un impianto a 48V, poiché la tensione della carica di assorbi¬ 


mento supererebbe la massima tensione di funzionamento del- 
1ITC4020. Si può risolvere facilmente questo problema imple¬ 
mentando un caricabatteria flottante ad alta corrente, tramite 
l’algoritmo di carica a corrente costante (CC). Si attiva l’algorit¬ 
mo di carica CC lasciando scollegato il pin MODE deH’LTC4020. 
Un partitore resistivo di retroazione programma la tensione di 
carica flottante desiderata della batteria, corrispondente a VF- 
B=2,5V L’algoritmo di carica CC consente la completa corrente 
di carica programmata finché non viene raggiunta la tensione 
di regolazione flottante. Mentre assicura la tensione di regolazi¬ 
one flottante, un caricabatteria flottante per batterie acido-pi¬ 
ombo deve essere in grado di erogare continuamente corrente 
alla batteria, per cui la funzione di carica non può terminare. 
Nella modalità di carica CC si può ottenere questo risultato im¬ 
postando TIMER = 0V; viene così disattivata la funzione timer e 
quindi la cessazione della carica, per cui il ciclo di carica con¬ 
tinuerà a tempo indeterminato. 

Alimentatore per impianto a 48V 
con batteria piombo-acido di riserva 

La figura 1 mostra un LTC4020 con figurato come alimentatore 
di un impianto a 48V con un caricabatteria di riserva flottan- 
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SINGLE POWER MANAGEMENT 
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Fig. 2 - Massima corrente di carica della batteria per il circuito illustrato 
nella figura 1 


Fig. 3 - Corrente di uscita disponibile dal convertitore (corrente di carica 
dell'impianto + corrente di carica della batteria) in funzione della ten¬ 
sione d'ingresso 


te integrato. Il componente centrale di questo alimentatore è un 
controller CC/CC buck/boost in modalità di corrente media, che 
impiega quattro NFET esterni come elementi di commutazione, 
fornendo così 265W di potenza di uscita disponibile per rimpi¬ 
anto. Il convertitore è alimentato da una tensione di 36V-55V e 
la corrente media dell’induttore è limitata a 8,3A. Il limite di cor¬ 
rente del convertitore è programmabile mediante due resistori 
di rilevazione da 6 mQ (RSENSE1 e RSENSE2) inseriti in serie 
con i FET di commutazione SÌS862DN MI e M2. Il convertitore 
CC/CC supporta almeno 5A all’uscita nell’intero intervallo di ten¬ 
sioni operative. 

R SHDN1 e R SHDN2 formano un partitore al pin SHDN, che imposta 
la tensione di spegnimento all’ingresso a VIN = 35V disinseren¬ 
do il convertitore CC/CC e le funzioni del caricabatteria quando 
l’ingresso scende sotto 35V, per cui la corrente di carico totale è 
disponibile ogni volta che si inserisce il circuito di alimentazione. 

I FET di commutazione SÌS862DN impiegati in questo circuito 
hanno una QG tipica di circa 10 nC ciascuno, così che con la fre¬ 
quenza di funzionamento impostata a 250 kHz dal resistere RT, 
il prodotto QG(TOTAL) • fO a VIN = 55V rientra nelle linee guida 
SOA deU’elemento passante INTVCC specificate per LTC4020. 

II circuito integrato carica una batteria piombo-acido a 24 celle 
e la mantiene alla massima tensione (48V) utilizzando un anda¬ 
mento della carica a corrente costante/tensione costante come 
descritto in precedenza. La massima corrente di carica della 
batteria è programmata da RCS a 5A, che è disponibile finché 
non viene ottenuta la tensione flottante a massima carica di 
53,75V (ossia 2,24 V/cella), che viene programmata da un par¬ 
titore di tensione (RFB1 e RFB2) che monitora la tensione della 
batteria. Il riferimento di questo partitore è attraverso il pin FBG, 
che viene cortocircuitato a massa quando LTC4020 è in funzi¬ 
one ma presenta un’impedenza elevata quando il circuito inte¬ 


grato è disinserito, riducendo il carico parassita sulla batteria. 
LTC4020 eroga preferenzialmente potenza al carico dell’impi¬ 
anto e alle funzioni di carica della batteria - il carico dell’impi¬ 
anto ha sempre priorità su queste - per cui la corrente di carica 
della batteria viene ridotta quando necessario durante perio¬ 
di in cui il carico è elevato. Se il carico dell’impianto dovesse 
superare le possibilità del convertitore CC/CC dell’LTC4020, la 
corrente della batteria si inverte e la corrente di carico viene 
erogata dalla batteria per completare l’uscita del convertitore. 
Quando la tensione di alimentazione VIN viene scollegata, tutte 
le funzioni dell’LTC4020 cessano e la batteria applica all’uscita 
la potenza necessaria. La conduzione inversa dalla batteria at¬ 
traverso il convertitore viene bloccata dal FET di commutazione 
FET M4, il partitore resistivo di monitoraggio della tensione della 
batteria viene scollegato attraverso il pin FBG e la corrente totale 
della batteria applicata al circuito integrato viene ridotta a meno 
di 10 |jA, massimizzando la durata della batteria nel caso sia 
necessaria una condizione di conservazione a vuoto. LTC4020 è 
una soluzione di gestione dell’alimentazione con un solo circuito 
integrato per qualsiasi dispositivo ad alta potenza che richieda 
batteria di riserva o funzionamento in remoto con alimentazione 
da batteria. Il controller CC/CC buck/boost integrato può erog¬ 
are potenza a una linea di alimentazione a tensione superiore 
inferiore o uguale a quella d’ingresso. Il circuito integrato si av¬ 
vale di una topologia PowerPath intelligente, che riunisce l’us¬ 
cita del controller in un caricabatteria impiegabile con batterie 
di diverse composizioni chimiche, che include un timer incorp¬ 
orato per il controllo del ciclo di carica e pin di stato a codifica 
binaria per il monitoraggio in tempo reale del ciclo di carica. La 
scelta di tre andamenti della carica selezionabili tramite pin ag¬ 
giunge versatilità per l’impiego con la maggior parte dei tipi più 
frequenti di batteria, con caratteristiche di carica ottimizzate. ■ 
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Alimentatori esterni: sono 
in arrivo le nuove normative 
per l’efficienza energetica 

Sebbene la conformità al livello di efficienza 
VI previsto dalle normative, Energy Star sarà 
obbligatoria solo per gli Stati Uniti a partire dal 
febbraio 2016, ogni OEM che vorrà fornire prodotti 
per questo mercato dovrà iniziare a prepararsi per 
assicurare il rispetto della nuova normative 


leff Schnabel 
VP global marketing 
CUI 


E fficienza e assorbimento di 
potenza in assenza di carico 
(no-load) degli alimentatori 
esterni sono stati oggetto di regola¬ 
mentazione per oltre un decennio. 

Da quando il primo standard obbli¬ 
gatorio è stato adottato nel 2004 in 
California, vari Enti normatori hanno 
lavorato alla definizione di requisiti 
sempre più severi con l’obbiettivo di 
ridurre i consumi di potenza su scala 
globale. Al momento attuale un OEM 
(Originai Equipment Manufacturer) 
per ottenere la conformità su scala 
globale di un prodotto che integra 
un alimentatore esterno deve garan¬ 
tire che tale alimentatore sia conforme al livello V delle normative 
Energy Star - che supera i requisiti richiesti da tutti i precedenti 
standard validi su base regionale - anche se tale regola è valida 
solo all’interno dell’Unione Europea. Ma a partire dal mese di feb¬ 
braio del 2016 entrerà in vigore un nuovo insieme di requisiti defi¬ 
nito dal Dipartimento dell’Energia statunitense (DOE - Department 
of Energy). Sebbene la conformità al livello di efficienza VI previsto 
dalle normative Energy Star sarà obbligatoria solo per gli Stati 
Uniti, ogni OEM che vorrà fornire prodotti per questo mercato 
dovrebbe preoccuparsi fin da ora di intraprendere tutte le azioni 
necessarie per assicurare il rispetto della nuova normativa. 

La nascita dell’etichettatura per l’efficienza energetica 

A causa del cambiamento degli stili di vita nel mondo sviluppato, 
un numero sempre crescente di adattatori, come quelli usati con 
notebook, console dei videogiochi, stampanti e monitor, sono stati 


collegati alla rete elettrica. È stato 
calcolato che dal 1990 sono attivi 
oltre un miliardo di tali dispositivi 
solo negli Stati Uniti. Tali alimenta¬ 
tori assorbono una potenza consi¬ 
derevole anche in assenza di carico, 
ovvero quando l’apparecchiatura 
ad essi collegata è spenta o scon¬ 
nessa. Uno studio condotto nel 
1998 ha stimato che la cosiddetta 
potenza in stand-by rappresente¬ 
rebbe circa il 5% dei consumi di 
elettricità per usi residenziali negli 
Stati Uniti, che corrispondono a 
uno spreco di energia valutabile in 
circa 3 miliardi di dollari. 

In base ai dati fomiti dal Dipartimento dell’Energia statunitense 
(DOE), dal 2004 il consumo di elettricità per uso residenziale è sa¬ 
lito a 1,29 miliardi di MW/h. Uno spreco del 5% corrisponde a 64 
milioni di MW/h, l’equivalente della produzione di 18 centrali elet¬ 
triche. Da queste cifre appare chiara la necessità di intraprendere 
opportune azioni per arginare questo spreco. 

Nel 2004 la Commissione californiana per l’Energia (CEC - Califor¬ 
nia Energy Commission) ha dato il via all’implementazione della 
prima regolamentazione obbligatoria relativa alle prestazioni ener¬ 
getiche degli alimentatori esterni. Altri standard che avevano per 
oggetto l’efficienza sono stati successivamente promulgati da Paesi 
quali la Cina e dall’Unione Europea. Nel 2006, nell'ambito del pro¬ 
gramma Energy Star, è stato rilasciato il protocollo per l’etichetta¬ 
tura energetica valido su scala intemazionale per armonizzare tutte 
le iniziative sull’efficienza energetica dei singoli Paesi. 

Il protocollo Energy Star richiede ai produttori di identificare il li- 
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Fig. 1 - Etichettatura energetica conforme al protocollo p< 
l'efficienza energetica internazionale per gli alimentatori esteri 
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Fig. 2 - Confronto delle soglie di efficienza media per i protocolli di etichettatura dal 
livello III al livello VI 


vello di efficienza di ogni unità di alimentazione attra¬ 
verso un numero romano - III, IV, V o VI - stampato 
sull’etichetta, come riportato in figura 1.1 protocolli di 
etichettatura impongono vincoli sia sulle prestazioni 
dinamiche sia su quelle in assenza di carico. Di solito 
è definito un limite massimo di potenza in assenza di 
carico, mentre le prestazioni dinamiche sono defini¬ 
te in funzione dei livelli di efficienza media minimi. 

Nella tabella 1 sono riportate le specifiche relative 
all’efficienza media e alla potenza in assenza di ca¬ 
rico previste dai livelli III, IV e V Nel periodo com¬ 
preso tra il 2008 e il 2012, lo standard EISA (Energy 
Independence and Security Act) statunitense, le di¬ 
rettive ErP europee e altre regolamentazioni volonta¬ 
rie come MEP (Minimum Equipment Performance) in vigore in 
Australia e NRCan (Naturai Resources Canada) hanno recepito 
le specifiche di livello IV del protocollo di etichettatura inter¬ 
nazionale. Nel 2011 l’Unione Europea ha annunciato di voler 
rendere obbligatorie le specifiche di livello V Fino al 2014, quin¬ 
di, la situazione era la seguente: l'Unione Europea richiedeva il 
livello V mentre gli Stati Uniti e il resto del mondo richiedevano 
il livello IV 

Verso il livello VI 

Nel mese di febbraio del 2014 il Dipartimento dell’energia (DoE) 
ha annunciato che i prodotti che saranno commercializzati negli 
Stati Uniti dovranno essere conformi al livello VI a partire dal 10 
febbraio 2016. Ciascun alimentatore esterno prodotto dopo que¬ 
sta data e spedito negli Stati Uniti deve soddisfare i requisiti di 
efficienza previsti da questo livello. Osservando la figura 2 si può 
notare che gli standard più recenti impongono vincoli sempre 
più severi in termini di efficienza media. 


Struttura e obiettivi del livello VI 

n protocollo del livello VI è molto più complesso dei suoi prede¬ 
cessori. Oltre a “inasprire” le specifiche per gli adattatori esisten¬ 
ti, amplia la gamma di prodotti che devono conformarsi a questa 
normativa, includendo gli alimentatori a tensioni multiple e gli ali¬ 
mentatori a tensione singola che erogano una potenza superiore 
a 250W Nella figura 2 è riportata solo la prima categoria prevista 
dallo schema del livello VI, che fa riferimento agli alimentatori AC/ 
DC esterni a tensione singola. Questi sono definiti come alimenta¬ 
tori esterni con tensione di uscita base (basic voltage) progettati 
per convertire la tensione di linea AC in un’uscita DC a tensione più 
bassa e in grado di convertire solamente una tensione di uscita 
DC alla volta. 

n livello VI definisce altre quattro categorie di alimentatori: 

• Alimentatori AC/AC esterni a tensione singola (con tensione di 
uscita base) 

• Alimentatori AC/DC esterni a tensione singola (con tensione di 
uscita bassa) 


Tabella 1 - Sintesi delle soglie previste dal protocollo di etichettatura per i livelli dal III al V 


LEVEL 

NO-LOAD POWER REQUIREMENT 

AVERAGE EFFÌCIENCY REQUIREMENT 

III 

< 10 Watts: <0.5W of No Load Power 10-250 Watts: <0.75W No 
Load Power 

< 1 Watt: > Power x 0.49 

1 -49 Watts: >[0.09 x Ln(Power)] + 0.49 

49-250 Watts: >84% 

IV 

0-250 Watts: <0.5W No Load Power 

< 1 Watt: > Power x 0.50 

1 -51 Watts: >[0.09 x Ln(Power)] + 0.5 51 -250 Watts: >85% 


Standard Voltage Ac-Dc Models (>6Vout) 


0-49 Watts: <0.3W of No Load Power 

<1 Watt: 0.48 x Power +0.140 


50-250 Watts: <0.5W of No Load Power 

1 -49 Watts: [0.0626 x Ln(Power)] + 0.622 

V 


50-250 Watts: >87% 

Low Voltage Ac-Dc Models (<6Vout) 


0-49 Watts: <0.3W of No Load Power 

<1 Watt: 0.497 x Power + 0.067 


50-250 Watts: <0.5W of No Load Power 

1 -49 Watts: [0.0750 x Ln(Power)] + 0.561 



50-250 Watts: >86% 


Nota: Il termine potenza si riferisce alla potenza dichiarata sull'etichetta dell'alimentatore 
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Tabella 2 - Riassunto delle specifiche relative agli obiettivi, in termini efficienza media e in assenza di carico, per il 
protocollo di etichettatura di livello VI 


Power supply type 

<1W 

1W-49W 

49W-250W 

>250W 


No load max. 

0.1W 

0.1 w 

0.21W 

0.5W 

Single-Voltage AC/DC 

Average efficiency 
(min.) 

0.5 x Pouf+ 0.16 

0.071 x In(Pout) - 0.0014 x 
Pouf + 0.67 

0.880 

0.875 


No load max. 

0.21 W 

0.21 W 

0.21W 

0.5W 

Single-Voltage AC/AC 

Average efficiency 
(min.) 

0.5 x Pouf+ 0.16 

0.071 x In(Pout) - 0.0014 x 
Pouf + 0.67 

0.880 

0.875 


No load max. 

0.1 W 

0.1 W 

0.21W 

0.5W 

Low-Voltage AC/DC 

Average efficiency 
(min.) 

0.517 x Pouf+ 0.087 

0.0834 x In(Pout) - 0.0014 x 
Pouf + 0.609 

0.870 

0.875 


No load max. 

0.21 W 

0.21 W 

0.21W 

0.5W 

Low-Voltage AC/AC 

Average efficiency 
(min.) 

0.517 xPout +0.087 

0.0834 x In(Pout) - 0.0014 x 
Pouf+ 0.609 

0.870 

0.875 


No load max. 

0.3W 

0.3W 

0.3W 

- 

Multiple-Voitage 

Average efficiency 
(min.) 

0.497 x Pouf + 0.067 

0.075 xln(Pout) +0.561 

0.860 

- 


• Alimentatori AC/AC esterni a tensione singola (con tensione di 
uscita bassa) 

• Alimentatori esterni a tensioni multiple fino a 49W 

Gli alimentatori a bassa tensione sono caratterizzati da tensioni di 
uscita inferiori a 6V e corrente di uscita maggiore di 550 mA. n ter¬ 
mine tensione base si riferisce a un alimentatore che non rientra 
nella categoria degli alimentatori a bassa tensione. 

Nella tabella 2 sono riassunte le specifiche per tutte le categorie 
incluse nel livello VI. 

Distinzioni e deroghe 

n livello VI fa una distinzione tra alimentatori per funzionamento 
diretto e alimentatori per funzionamento indiretto ed è valido solo 
per gli alimentatori del primo tipo. Si tratta di alimentatori ester¬ 
ni che possono funzionare nel prodotto finale senza una batteria. 
Un alimentatore di tipo indiretto invece, è un dispositivo che non è 
un caricabatteria ma non può far funzionare il prodotto finale sen¬ 
za l’ausilio di una batteria. Alcuni tipi di alimentatori diretti sono 
però esenti. Tra questi vi sono gli alimentatori che devono ottenere 
l’approvazione da parte della FDA come ad esempio i dispositivi 
medicali e gli alimentatori AC/DC caratterizzati da una tensione di 
uscita inferiore a 3V (dichiarata sulla targhetta) e corrente di uscita 
maggiore o uguale a 1.000 mA che caricano la batteria di un pro¬ 
dotto che è completamente (o principalmente) azionato mediante 
motore. 

Benefici economici e ambientali 

L’agenzia EPA (Environmental Protection Agency) stima che le 
normative sull’efficienza degli alimentatori entrate in vigore nel 
decennio passato hanno permesso di ridurre di 32 miliardi di 
kilowatt il consumo di energia, con un risparmio su base annua 
di 2,5 miliardi di dollari e una diminuzione delle emissioni di C02 
superiore a 24 milioni di tonnellate all’anno. In base alle stime del 


Dipartimento dell’Energia statunitense™, il passaggio dal livello 
IV al livello VI permetterà di evitare l’immissione nell’atmosfera 
di circa 47 milioni di tonnellate di CO 2 . Sempre secondo il DoE, 
entro il 2030 gli alimentatori conformi al livello VI potrebbero 
consentire un risparmio energetico su base annua di circa 8,9 
milioni di MW/h, equivalente allo 0,15% dei 5,9 miliardi di MW/h 
consumati per uso residenziale nel 2012 [2], CUI ha iniziato a in¬ 
trodurre adattatori conformi al livello VI alla fine del 2014 per 
adeguarsi alla futura legislazione. Ora che la tendenza a realizzare 
alimentatori sempre più efficienti dal punto di vista energetico è 
ben radicata, molti OEM puntano a realizzare prodotti contraddi¬ 
stinti da un livello di efficienza ancora maggiore rispetto a quello 
obbligatorio per differenziare i loro prodotti finali. La società sta 
attivamente cooperando con i propri clienti per sviluppare tecno¬ 
logie di risparmio energetico avanzate atte a soddisfare le attuali 
richieste di mercato e garantire la conformità alle future normati¬ 
ve. In definitiva, con l’entrata in vigore negli Stati Uniti delle nuove 
regole di livello VI, tutti gli OEM che operano sul mercato globale 
dovranno, a partire dal febbraio 2016, specificare adattatori con¬ 
formi a questa normativa per i futuri prodotti: i primi adattatori di 
questo tipo hanno già fatto la loro comparsa sul mercato. Se si dà 
credito alle tendenze “storiche”, ben presto l’esempio sarà seguito 
da Unione Europea, Canada e Australia. 

Ulteriori informazioni sono disponibili all’indirizzo: wwwcui. 
com/efficiencvstandards M 

Note 

[1] Energy Conservation Program: Energy Conservation Standards 
for Extemal Power 

Supplies: http://wwwenercrvqov/sites/prod/files/2014/02/f7/eps 
ecs final rulapdf 

[2] Total residential energy use in 2012 was 20.195 quads: 
http://www.eia.gov /totalenergv/data/monthlv/?src=Total- 

f3#consumption 
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COOLING FANS 


L’impiego di ventole 
nel raffreddamento 
degli alimentatori 

La gestione termica dei moderni alimentatori sta 
diventando sempre più importante a causa della 
riduzione dei dissipatori di calore e dell’aumento 
della densità di potenza 


Andrew Bryars 
Applications engineering 
Manager 
XP Power 


D issipare il calore all’interno di uno spazio chiuso 
provoca un incremento della temperatura ambiente 
all’interno di questo. 

Se all’interno del dispositivo si hanno un alimentatore e il 
suo carico, che può essere un PCB, la temperatura dell’a¬ 
ria all’interno del contenitore aumenterà a causa del calore 
dissipato da entrambi, dando luogo a un ulteriore riscalda¬ 
mento del PSU e del PCB, eventualmente anche oltre le loro 
temperature massime. 

Questa situazione risulta grave, infatti il calore è la cau¬ 
sa numero uno di inaffidabilità o riduzione del tempo di 
vita di un circuito elettronico, dovuto al lifetime dei con¬ 
densatori elettrolitici, fortemente legato alla loro tempe¬ 
ratura di utilizzo. 

Altri componenti, più diventano caldi, più si riduce la loro 
affidabilità e, con la tendenza a creare alimentatori sempre 
più piccoli e con sistemi di dissipazione ridotti, diventa mol¬ 
to importante l’accurata gestione termica. 

Il modo più semplice per far questo è utilizzare una ven¬ 
tola per rimuovere il calore in eccesso all’interno dal 
contenitore. 

Alcuni alimentatori sono progettati per essere utilizzati 
con raffreddamento forzato mediante l’uso di un sistema di 
ventilazione. In questo caso, il flusso d’aria richiesto per il 
raffreddamento sarà specificato nel datasheet. È importan¬ 
te tenere presente che questo è il flusso d’aria necessario 
all’alimentatore stesso in ogni suo punto. Solo una parte 
dell’aria spinta dalla ventola, seguendo il percorso di minor 
resistenza, raggiungerà effettivamente l’alimentazione dove 
serve. Appositi deflettori interni possono contribuire a dire¬ 
zionare l’aria lungo il percorso necessario a raggiungere e 
a raffreddare i componenti. 



Fig. 1 - Curva caratteristica del dispositivo 


Nel caso in cui il PSU sia progettato con un raffreddamen¬ 
to a convezione, o dove l’apparecchiatura abbia bisogno di 
funzionare a basse temperature, il flusso d'aria può essere 
calcolato con passaggi di seguito descritti. 

In primo luogo è necessario stabilire la temperatura mas¬ 
sima di esercizio sia per l’alimentazione sia per l’elettroni¬ 
ca, in cui possano lavorare in sicurezza. Per l’alimentazione 
tipicamente può essere 50 °C, legata alle certificazioni di 
sicurezza o per avere un elevato tempo di vita del dispo¬ 
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Fig. 2 - Portata d'aria delle ventole a diverse pressioni dell'aria 


sitivo. Come regola generale, una riduzione di 10 °C della 
temperatura di funzionamento dei condensatori elettrolitici 
comporta un raddoppio del loro lifetime. 

Bisogna poi considerare la massima temperatura ambiente 
dove verrà posta l’apparecchiatura in cui è contenuto l’ali¬ 
mentatore e la differenza tra questa e la massima del PSU. 
Ad esempio, se il power supply è in grado di operare a una 
temperatura ambiente di 50 °C, e se l’apparecchiatura è de¬ 
stinata a essere utilizzata in un ambiente non climatizzato 
in cui la temperatura potrebbe raggiungere i 40 °C, allora il 
massimo aumento consentito all’interno dell’apparecchio 
è di 10 °C. 

Il passo successivo è stabilire la quantità di potenza da dis¬ 
sipare. La potenza totale dissipata all’interno dell’involucro 
è la somma della potenza assorbita dal carico più le perdite 
dell’alimentazione come il calore dissipato. Ad esempio, se 
il carico normalmente è di 260W e supponendo che l’ali¬ 
mentatore ha un efficienza del 80%, la dissipazione totale 
di calore è 260W/0.8 cioè 325W. 

Successivamente può essere calcolato il volume d’aria ri¬ 
chiesto. C’è una semplice formula universale utilizzata per 
il flusso d’aria, necessario a mantenere un determinato 
aumento di temperatura per una data quantità di potenza 
dissipata, con una costante pari a 2.6. 

La formula è: 

2.6 * Totale potenza dissipata (in W) 

Airflow (in m 3 /hr) = - 

Aumento di temperatura consentito (in °C) 

Nell’esempio, il flusso d’aria necessario dovrebbe essere 
2.6 * 325W / 10°C = 84.5m 3 /hr 


Sfortunatamente, la soluzione non è così semplice, questo 
perché utilizzando il flusso d’aria calcolato nella soluzione 
sopra si andrebbe a selezionare una ventola con questo 
airflow, ma questo valore è dato in aria libera, e in realtà un 
involucro ha una naturale resistenza al flusso d’aria cono¬ 
sciuta come caduta di pressione o perdita che diminuirà le 
prestazioni della ventola. 

La perdita di pressione sarà differente per ogni applicazio¬ 
ne a causa delle dimensioni del PCB e delle caratteristi¬ 
che del flusso d’aria come la posizione, le dimensioni delle 
aperture, la sua area trasversale dove fluisce all’interno 
dell’involucro e così via. Inoltre la soluzione si complica 
a causa della dipendenza della perdita di pressione dalla 
velocità dell’aria che attraversa il contenitore e che, a sua 
volta influenza la velocità dell’aria. Una maggiore velocità 
dell’aria provocherà una perdita di pressione più elevata, 
ma una perdita di pressione più elevata ridurrà la veloci¬ 
tà dell'aria. Se non viene fatta una accurata selezione del 
sistema di ventilazione, la ventola potrebbe diventare inu¬ 
tile in un’applicazione in cui la perdita di pressione e la 
velocità dell’aria raggiungono un punto di equilibrio che 
è inferiore al livello richiesto per rimuovere il calore dal 
contenitore. 

Sarebbe troppo complesso determinare la perdita di pres¬ 
sione reale per ogni applicazione, in quanto richiederebbe 
la conoscenza dettagliata delle equazioni fluidodinamiche, 
ma può essere approssimata utilizzando la curva caratteri¬ 
stica del dispositivo illustrata nella figura 1. Questo sarà un 
punto di partenza che potrà essere utilizzato per ulteriori 
valutazioni. 

Se si considera la portata d’aria calcolata in precedenza, la 
curva indica un perdita di pressione di llPa. Si sa quindi 
che è richiesta una ventola in grado di generare un flus¬ 
so d’aria di 84.5m 3 /hr in una perdita di pressione di llPa. 
Ogni produttore di sistemi di ventilazione pubblica un gra¬ 
fico, per ogni sua ventola, in cui indica il flusso d’aria a 
differenti perdite di pressione. Nell’esempio che segue (Fig. 
2) sono date le curve per 5 ventole. Il cono colorato mostra 
il campo di funzionamento ottimale per ognuna delle ven¬ 
tole. Nell’esempio, dovrebbe essere utilizzata la fan numero 
5 per garantire un flusso d'aria richiesto di 84.5m 3 /hr con 
una pressione di llPa. 

Una volta stabilito il flusso d’aria e la perdita di pressione, 
rimangono alcune altre considerazioni a cui pensare. 

Come detto in precedenza, per il raffreddamento genera¬ 
le dell’apparecchiatura, la ventola può essere posizionata 
ovunque, purché l’aria fluisca attraverso le sorgenti di ca¬ 
lore. Tuttavia, in un alimentatore progettato a ventilazione 
forzata, la quantità d’aria che scorre nell’alimentazione è 
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Fig. 3 - GCS250 di XP Power richiede un flusso d'aria di soli 7 CFM 


fondamentale per il suo corretto e affidabile funzionamento. 
Se la ventola non può essere situata proprio sul PSU, o se 
l'intero flusso d’aria non può essere diretto sull’alimentato¬ 
re, dovrà essere selezionata una ventola di una categoria 
superiore. Alcune fan specificano la loro velocità in piedi 
lineari al minuto (LFM). Altre la dichiarano in piedi cubi al 
minuto (CFM) o metri cubi all’ora (m 3 /hr). Per convertire le 
due unità di misura, bisogna conoscere l’area della sezione 
trasversale del sistema di ventilazione. 

Per un alimentatore a ventilazione forzata, la portata d’a¬ 
ria richiesta può essere data sia come velocità specifica, in 
LFM, sia in volume specifico in CFM. L'unico modo affidabile 
per la conversione delle due misure è utilizzare l’area della 
sezione trasversale del power supply. 

Le apparecchiature con ventole hanno spesso filtri per 
evitare che la polvere indesiderata entri nel dispositivo. Il 
filtro però aggiungerà una resistenza del flusso d’aria che 
contribuirà alla perdita di pressione e inoltre dovrà essere 
considerato anche lo sporco che si verrà a depositare su 
di esso, con una perdita di pressione significativamente più 


alta, quindi una ventola adatta nel funzionamento iniziale 
potrebbe risultare una scelta sbagliata dopo un certo pe¬ 
riodo di tempo. Per questo motivo, i filtri antipolvere devono 
essere regolarmente puliti o sostituiti. 

L’accoppiamento della ventola con l’involucro può dar luo¬ 
go a un rumore udibile. Alcune applicazioni non possono 
tollerare alcun rumore, ad esempio in alcune applicazioni 
ospedaliere, studi di registrazione e così via. Comunque, 
anche in ambienti rumorosi, generalmente si sceglie di mi¬ 
nimizzare il rumore percepibile. Questo può essere fatto con 
vari metodi. In primo luogo, utilizzando una ventilazione con 
cuscinetti di alta qualità. Le ventole con cuscinetti a sfera 
sono generalmente più silenziose di quelle con cuscinetti a 
manicotto e hanno il vantaggio di una maggiore durata. Na¬ 
turalmente, ci sono anche ventole riempite di olio all’interno 
dei manicotti, che possono nascondere questo svantaggio. 
Inoltre, per un dato volume di aria richiesto, un ventilatore 
grande è generalmente più silenzioso di un ventilatore pic¬ 
colo a causa della ridotta velocità necessaria della pala. Si 
deve tener conto anche di qualsiasi rumore generato dalle 
pale quando passano vicino a una componente fissa del 
ventilatore, come ad esempio i supporti di questo o le pro¬ 
tezioni per le dita. Se le protezioni possono essere separa¬ 
te, anche leggermente, dalle pale del ventilatore, il rumore 
viene ridotto. 

Un altro metodo per ridurre il rumore è ridurre la tensione 
di alimentazione della ventola. I ventilatori sono caratte¬ 
rizzati da un range di tensioni di ingresso e, in quelli con 
alimentazione DC, solitamente la loro velocità è dipenden¬ 
te dalla tensione continua fornita. Una ventola che gira più 
lentamente emette quindi meno rumore udibile. 

Poiché la gestione termica dei moderni alimentatori sta 
diventando sempre più importante a causa della riduzio¬ 
ne dei dissipatori di calore e dell’aumento della densità di 
potenza, i datasheet ora contengono le informazioni sulle 
specifiche temperature massime dei componenti critici, es¬ 
senziali ai progettisti così da assicurare una temperatura di 
lavoro dei PSU non troppo elevata. Una volta che il sistema 
di ventilazione è stato scelto con il metodo descritto in pre¬ 
cedenza, dovrebbe essere fatto un controllo finale andan¬ 
do a misurare le temperature di questi componenti critici 
nell’applicazione reale. Se la temperatura dei componenti 
dovesse superare il valore indicato nel datasheet, allora si 
dovrebbero riesaminare il flusso d’aria e la sua direzione. 
Un esempio di alimentatore con un raffreddamento ad aria 
forzata è GCS250 di XP Power, con un flusso d’aria richiesto 
di soli 7 CFM. Rispetto a molti concorrenti nel settore, alcuni 
dei quali hanno bisogno fino a 30 CFM, i bassi livelli di ven¬ 
tilazione richiesti aiutano GCS250 a mantenere al minimo il 
rumore percepibile. ■ 
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ECH-FOCUS SPECTRUM ANALISYS 


ANALISI SPETTRALE 

Lucio Peiiizzari Le reti wireless proliferano e con esse 

le problematiche elettromagnetiche da 
affrontare soprattutto nella sempre più 
affollata banda della radiofrequenza 


r 

Itfe? etere è stato riempito da una gran quantità di 
trasmissioni a radiofrequenza soprattutto comprese 
tra il centinaio di MHz e la decina di GHz, laddove 
sconfinano con le microonde e con le loro applica¬ 
zioni a maggior energia. Di conseguenza aumentano i 
problemi di interferenza e accoppiamento fra i segnali 
che a loro volta minacciano la qualità delle comunica¬ 
zioni. È per questo motivo che per quanto sofisticate 
siano le infrastrutture di rete rimane inevitabile il veri¬ 
ficarsi di irregolari rallentamenti nelle connessioni In¬ 
ternet, che talvolta frenano spontaneamente a causa 
di eventi che ancor oggi permangono imprevedibili. 
Per capire ciò che succede e individuare le cause dei 
problemi è indispensabile effettuare l’analisi spettra¬ 
le dei segnali ricevuti, in modo tale da evidenziare 
in dettaglio l’energia e le caratteristiche di ciascuna 
delle componenti in frequenza. Queste verifiche sono 
particolarmente critiche negli ambienti industriali 
dove oggi ci sono macchine utensili connesse attra¬ 
verso reti Ethernet wireless e similmente nelle centra¬ 
li energetiche o nei grandi uffici di ogni tipo. 

Oggi c’è un’estrema varietà di oggetti con sopra un 
front-end a radiofrequenza di cui fanno uso in moda¬ 
lità che richiedono parametri elettromagnetici oltre¬ 
modo diversi e perciò i costruttori stanno cercando 
di soddisfare questa ampia domanda, diversificando 
ulteriormente la propria offerta con strumenti in tutte 
le fasce di prezzo in modo tale da permettere la rapida 
risoluzione dei problemi non solo ai grandi provider 
di servizi telecom ma anche ai piccoli manutentori. 
Del resto, complice la crisi, sta crescendo anche il 
mercato dell’usato e aumentano su Internet i fornitori 
di strumenti ricondizionati dove si possono trovare 
molte buone occasioni. 

Portatili 

Anritsu ha appena introdotto un misuratore di cam¬ 
po elettromagnetico che consente di rilevare in ogni 
luogo le caratteristiche della radiazione presente e 



Fig. 1 - li nuovo Network Master Flex Anritsu MT1100A consente di 
eseguire test di rete con banda da 1,5 Mbps a 100 Gbps su ciascuno 
dei suoi quattro canali e fino a 400 Gbps se si usano insieme 


verificarne la conformità con le normative per la si¬ 
curezza delle persone. Per misurare i campi elettro- 
magnetici EMF (ElectroMagnetic Field) si può usa¬ 
re indifferentemente uno degli analizzatori portatili 
Spectrum Master MS271xE o Celi Master MT821xE 
e collegare l’antenna isotropica con i tre sensori di 
campo E-Field orientati nelle tre direzioni e sensibili 
nelle frequenze da 0,7 a 6 GHz. 

Nuovo è il Network Master Flex MT1100A defini¬ 
to come un “AU-in-one Transport Tester” perché è 
portatile e consente di verificare le reti OTN, Ether¬ 
net, WLAN, Bluetooth, SDH/Sonet, PDH/DSn e Fibre 
Channel eseguendo test specifici sui quattro canali 
indipendenti con banda che va da 1,5 Mbps fino a 
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100 Gbps, ma si possono anche utilizzare i canali 
simultaneamente ottenendo una banda di misura di 
400 Gbps. L’utilizzo è agevolato da un’intuitiva inter¬ 
faccia grafica sul touch panel da 12,1” a colori e dal¬ 
la possibilità di caricare numerosi test pre-impostati 
sulle problematiche tipiche delle reti che si possono 
però facilmente modificare in nuove configurazioni. 

Deviser Instruments sviluppa e produce da più di 
ventanni in proprio nella sua imponente sede nei 
pressi di Beijing in Cina strumenti di test per la ra¬ 
diofrequenza fra cui analizzatori di rete e di spettro, 
OTDR e analizzatori vettoriali. L’ultima novità che 
ha introdotto è l’analizzatore portatile E8000A Han- 
dheld Spectrum Analyzer pensato per le verifiche 
sulle reti wireless 2G/3G/4G e WiFi nella banda di 
frequenza da 9 kHz a 3,0 GHz. L’analisi spettrale vie¬ 
ne effettuata a basso rumore con un tempo di scan¬ 
sione inferiore a 1 ms e una risoluzione in frequen¬ 
za di 1 Hz, mentre l’accuratezza è inferiore a ±10% 
nel dominio della frequenza e inferiore a ±0,2% nel 
dominio del tempo. La sensibilità di misura va da 
+15 dBm a -146 dBm o a -161 dBm senza e con pre¬ 
amplificazione mentre il rumore di fase è contenuto 
entro -105 dBc/Hz a 100 kHz e consente di limitare 
la distorsione armonica e ottenere una risoluzione 
di appena 1 dB. Lo strumento misura 25,8x17,3x7,4 
cm, incorpora un display a colori da 6,5”, pesa circa 
2 kg, tollera le temperature da -10 a +55 °C e ha una 
batteria al litio con un’autonomia di 5 ore. 



Fig. 2 - Ha una banda di cattura che va da 9 kHz a 3 GHz l'analiz¬ 
zatore di spettro portatile Deviser E8000A caratterizzato dal basso 
rumore e dall'elevata sensibilità di misura 



Fig. 3 - L'economico analizzatore di spettro BB60C che Signal 
Hound presenta con banda di cattura da 9 kHz a 6,0 GHz, banda 
istantanea di 27 MHz e velocità di scansione di 24 GHz/sec 


Economici 

Signal Hound si è specializzata negli analizzatori di 
spettro portatili dal costo contenuto e ha già avuto 
successo con il modello TEP BB60A con interfaccia 
USB 3.0 da 140 MBps, che permette di eseguire e 
visualizzare su PC i test sui segnali a radiofrequen¬ 
za nella banda che va da 9 kHz a 6,0 GHz con una 
banda istantanea di 20 MHz. 

Più recentemente Signal Hound ha introdotto il mo¬ 
dello BB60C che rispetto al precedente migliora il 
rapporto SFDR di 20 dB, estende il range termico 
operativo da -40 a +65 °C e aumenta la banda in 
tempo reale fino a 27 MHz e la velocità di scansione 
a 24 GHz/sec. Grazie a ciò si allarga la sensibilità di 
misura da +10 a -158 dBm e si possono così cattu¬ 
rare anche gli eventi con durata di 1 ps. L’alimenta¬ 
zione avviene direttamente dalla connessione USB 
che serve anche per trasferire i dati acquisiti diret¬ 
tamente a una memoria solida. 

Tektronix ha presentato l’analizzatore di spettro 
portatile RSA306, caratterizzandolo con un’ampia 
dotazione di prestazioni e caratteristiche che han¬ 
no un prezzo accessibile anche per i laboratori 
accademici e i piccoli manutentori. L’architettura 
USB 3.0 e il software SignalVu-PC semplificano la 
configurazione su PC dei test per la verifica delle 
connessioni wireless che si possono eseguire con 
una banda di cattura dei segnali che va da 9 kHz 
fino a 6,2 GHz e con una banda di acquisizione in 
tempo reale di 40 MHz che consente di catturare an¬ 
che i segnali irregolari con durata di appena 100 ps 
con una sensibilità di misura che va da +20 a -160 
dBm. Il software consente di usare direttamente una 
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Fig. 4 - Ha una banda di acquisizione che va da 9 kHz a 6,2 GHz e 
una banda in tempo reale di 40 MHz l'analizzatore di spettro RS306 
che Tektronix propone con interfaccia USB e software SignalVu-PC 


modalità di acquisizione fra le 27 già pre-impostate 
(fra cui le più comuni QAM, QPSK, O-QPSK, GMSK, 
FSK e APSK) oppure configurarne una custom per 
evidenziare transitori, impulsi o altre caratteristiche 
spettrali che possono insorgere nei segnali WLAN 
802,1 la/b/g/j/p, 802.1 In e 802.1 lac. 

Piattaforme 

Kevsight Technologies per le misure nella radiofre¬ 
quenza ha introdotto il nuovo E4991B Impedance 
Analyzer, pensato per i laboratori di ricerca e svilup¬ 
po, controllo qualità e caratterizzazione dei compo¬ 
nenti elettronici e dei materiali. Lo strumento viene 
proposto in tre versioni con banda di frequenza che 



Fig. 5 - Keysight Technologies propone in tre versioni con banda 
fino a 500 MHz, 1 GHz e 3 GHz l'analizzatore d'impedenza E4991B 
fondamentale per la caratterizzazione dei componenti e dei mate¬ 
riali alla radiofrequenza 


va da 1 MHz fino a 500 MHz, a 1 GHz oppure a 3 GHz 
e nei tre modelli l’accuratezza è inferiore a ±0,65% 
nell’intero range di misura che va da 120 mfi a 52 
kQ. Ci sono diverse opzioni per le sonde in dotazio¬ 
ne che permettono di misurare oltre all’impedenza 
dei componenti a semiconduttore anche la tensio¬ 
ne e la corrente sui DUT fino a ±40V e ±100mA, la 
permittività elettrica e la permeabilità magnetica dei 
materiali nonché la temperatura da -55 a +105 °C 
evidenziandone l’aspetto nel dominio della frequen¬ 
za. Il display è XGA da 10,4”. 

Rohde&Schwarz ha aggiunto sette nuovi moduli alla 
piattaforma R&S OSP (Open Switch and Control Piat¬ 
tono) che ora è costituita da 28 interfacce pensa¬ 
te per connettere gli strumenti di test ai dispositivi 



Fig. 6 - La piattaforma Rohde&Schwarz OSP offre ben 28 moduli 
che semplificano l'implementazione dei test a radiofrequenza 
configurando automaticamente le connessioni 


da testare, o DUT (Device Under Test), con svariate 
opzioni di collegamento prevalentemente dedicate 
alla radiofrequenza. La piattaforma può riconoscere 
automaticamente qualsiasi modello di DUT, antenna, 
filtro o strumento di misura e configurare ogni con¬ 
nessione nel modo appropriato ricordando i para¬ 
metri utilizzati nel caso di connessioni multiple. Fra i 
moduli aggiunti ci sono cinque switch RF con banda 
fino a 18 oppure fino a 40 GHz, un I/O digitale con 
16 uscite RS-422 differenziali e quattro uscite analo¬ 
giche in tensione e, inoltre, un modulo d’interfaccia 
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per la connessione di un sensore R&S NRP-Z per le 
misure di potenza. La piattaforma base OSP120 ri¬ 
chiede il display esterno mentre il modello OSP130 
monta già a bordo un pannello LCD QVGA e, infine, 
l’opzione OSP150 permette di connettere i bus CAN. 


Opzioni 

AvaLAN Wireless Systems alla fine dello scorso anno 
ha introdotto una nuova soluzione per la connettività 
Ethernet wireless a lungo raggio conforme allo stan¬ 
dard 802.1 lac. La banda portante dei nuovi AW58800 
è centrata a 5,8 GHz e la velocità utilizzabile è di 540 
Mbps ma il trasmettitore consente di arrivare a 800 
Mbps grazie al firmware brevettato che sfrutta al 
meglio l'impostazione MIMO (multiple-input-multiple- 
output). L’offerta completa comprende l’Access Point 
HTA, il Bridge Pair HTP-PAIR e la Subscriber Unit HTS, 
tutti aumentabili via POE+ e in più c’è anche una radio 
Wireless Ethernet per uso esterno. Questa soluzione 
consente di implementare reti wireless molto adatte 
per supportare le nuove applicazioni di Internet-of- 
Things soprattutto nelle installazioni di videosorve¬ 
glianza con numerose camere che necessitano di 
ampia banda ma anche di autonomia operativa. 


Fig. 8 - La nuova sonda di campo PMM Narda EP-604 può rilevare 
da 0,4 a 800 V/m nello spettro tra 300 kHz e 26,5 GHz con gamma 
dinamica di 66 dB e isotropia di 0,2 dB 


Narda Safetv Test Solutions ha rea¬ 
lizzato la nuova sonda di campo EP- 
604 caratterizzata da uno spettro di 
cattura che va da 300 kHz fino a 26,5 
GHz e da 0,4 a 800 V/m con risolu¬ 
zione di 0,01 V/m. La gamma dinami¬ 
ca è di 66 dB con isotropia tipica di 
0,2 dB e una planarità di 0,4 dB fra 
0,3 MHz e 26,5 GHz con correzione 
di frequenza e 1,8 dB fra 10 MHz e 18 
GHz senza. La sonda pesa appena 22 
grammi ma è robustissima e proget¬ 
tata per verificare fra -10 e +50 °C 
le EMC ed EMI nella radiofrequenza 
e nelle microonde anche con inten¬ 
sità di campo molto elevate oppure 
dentro le camere TEM e GTEM. Come 
le altre sonde della serie, EP-600 è 
dotata delle interfacce RS232 e USB 
e può connettere un cavo in fibra ot¬ 
tica di 40 metri tramite il quale può 
essere comandata in remoto mentre 
per l'alimentazione c’è una batteria 
ricaricabile che permette 80 ore di 
funzionamento operativo. ■ 


Fig. 7 - La soluzione completa AvaLAN AW58800 per la connettività wireless Ethernet 
a 5,8 GHz consente di implementare reti di oggetti loT con velocità fino a 800 Mbps 
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Sempre più microcontrollori 
a bordo delle automobili 

I microcontrollori a 8 e a 16 bit sono impiegati 
in misura sempre maggiore a bordo 
dei moderni autoveicoli per aggiungere più 
“intelligenza” e connettività 


Lucio di lasio 

MCU8 product marketing 

Microchip Technology 


I n un moderno veicolo i microcontrollori a 8 o 16-bit stan¬ 
no trovando spazio in un gran numero di applicazioni, 
dai sensori di posizione al controllo dei tergicristalli. Per 
esempio, il rilevamento della posizione angolare diventa 
sempre più richiesta in applicazioni quali controllo motori 
DC brushless, controllo della posizione dei pedali, controllo 
del rilevamento dell'angolo di sterzata e interruttori rotativi 
presenti nelle interfacce uomo-macchina. 

Il sistema di controllo del sensore di posizione angolare (Fig. 
1) analizza i dati ricevuti dai sensori e determina la rotazio¬ 
ne angolare appropriata. Le quattro principali tecnologie di 
rilevamento utilizzate per misurare la posizione angolare in 
applicazioni automotive sono le seguenti: sensori ottici, po¬ 


tenziometri, sensori magneto-resistivi e sensori a effetto Hall. 
I sistemi di visione sono sempre più utilizzati a bordo dei vei¬ 
coli al fine di aumentare la sicurezza durante la guida. 

Le informazioni ricevute dalle apparecchiature di visione 
- sia che si tratti di filmati provenienti dalla telecamera po¬ 
steriore, oppure di informazioni relative al parcheggio, al ri¬ 
levamento di oggetti laterali o al superamento della corsia 
di marcia - vengono elaborate e inviate al conducente sotto 
forma di visualizzazione sul display, o di segnali acustici o di 
una combinazione di entrambi. 

In un sistema di visione posteriore, le telecamere hanno la 
funzione di sensori per monitorare le condizioni di guida e gli 
ingressi vengono elaborati e inviati al guidatore per la visua- 
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Fig. 1 - Sistema di controllo dei sensori di posizione angolare 
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Fig. 2 - Sistema di visione basato sullo uso di telecamere 


lizzazione (Fig. 2) I microcontrollori possono essere utilizzati 
per i bus Can e Lin. Il bus Can può essere reso deterministi¬ 
co e fault-tolerant e messo nelle condizioni di trasferire i dati 
a una velocità massima di 1 Mbit/s. Per esempio, Microchip 
offre una linea completa di prodotti per applicazioni Can em- 
bedded, che comprende tra gli altri controllori standalone, 
transceiver, microcontrollori a 8 o 16-bit e digitai signal con¬ 
troller con controllore Can integrato. Il bus Lin (fig. 3) può 


essere implementato su qualsiasi microcontroller PIC con 
una interfaccia Usart. 

L’azienda mette anche a disposizione una “robusta” interfac¬ 
cia per il livello fisico, l’implementazione del DLL (Data Link 
Layer - Livello di Collegamento Dati), driver conformi alle 
specifiche del bus Lin e tool di ausilio per lo sviluppo tra cui 
un progetto di riferimento Lin. 

Questi microcontrollori possono anche essere utilizzati per 


A _k 



Low Integration 


Fig. 3 - Modalità di utilizzo di un microcontrollore per implementare il bus Lin 
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realizzare una bussola elettronica che può essere combina¬ 
ta con l’oscuramente automatico degli specchi retrovisori 
per aumentare la sicurezza di guida. Il sistema della busso¬ 
la determina la direzione dell’auto, grazie alla possibilità di 
rilevare la posizione assoluta e il cambiamento di direzione 
dell’auto, utilizzando come riferimento il campo magnetico 
terrestre. La direzione può essere visualizzata su un display 
LCD a segmenti integrato nello specchio retrovisore a oscu¬ 
ramento automatico o sul display di navigazione a bordo del 
veicolo. In questo caso i sensori utilizzati sono di tipo magne- 
to-resistivi o induttivi. 

Tuttavia, il cruscotto sta diventando il punto nevralgico sul 
quale vengono visualizzate le informazioni essenziali insie¬ 
me alle informazioni relative ai vari sistemi presenti all’in- 
terno dell’auto. Nella progettazione dei cruscotti di fascia 
bassa destinati ai mercati emergenti, una combinazione di 
misuratori e LCD a segmenti viene utilizzata per comunica¬ 
re al guidatore informazioni quali velocità, giri motore, livello 
carburante, pressione dell’olio, tensione della batteria e tem¬ 
peratura del motore. Anche in questo caso i microcontrollori 
della gamma PIC possono rappresentare un valido ausilio. I 
progettisti possono scegliere un microcontroller con presta¬ 
zioni sufficienti per supportare la “zero position detect” per 
indicatori controllati da motori stepper senza penalizzare in 
ogni caso le prestazioni complessive, i consumi e la possibi¬ 
lità di effettuare un controllo in tempo reale. La rilevazione 
della posizione zero viene utilizzata per determinare la posi¬ 
zione di start-up (avviamento) di default e per calibrare i mo¬ 


tori stepper. I modulatori PWM on-chip possono essere usati 
per i micro avanzamenti (microstepping) dei motori stepper. 
I moduli PWM integrati permettono di implementare in modo 
semplice gli algoritmi di microstepping contribuendo a sem¬ 
plificare la progettazione. 

Un microcontroller può anche essere usato come parte di 
un modulo a LED per l’ambiente per controllare un LED RGB 
integrato, consentendo il controllo di colore e luminosità. 
Con un design di questo tipo, l’illuminazione degli interni 
non sarà più di tipo monotono. I LED multicolore regolabili 
permettono ai passeggeri di beneficiare dei vantaggi legati 
a un’illuminazione personalizzata. La ridotta dimensione dei 
LED semplifica l’implementazione di questo tipo di illumina¬ 
zione anche in spazi ristretti. 

Gli smart actuator sono attuatori che utilizzano i microcon¬ 
troller per svolgere compiti “intelligenti”. Essi vengono utiliz¬ 
zati in misura sempre maggiore nei motori automobilistici 
per migliorare l’efficienza dei consumi di combustibile, au¬ 
mentare l’affidabilità e ridurre i costi. Altre tipiche applica¬ 
zioni sono le valvole wastegate per turbocompressori e le 
valvole EGR. 

Accesso senza chiavi 

Ci sono due tipi di sistemi di accesso senza chiavi - passivo 
e remoto. Il remote keyless entry consente il bloccaggio e lo 
sbloccaggio delle portiere dell’auto senza dover inserire la 
chiave nella serratura della portiere dell’auto. Premendo il 
pulsante sul telecomando, un segnale UHF codificato viene 


KEY FOB 



Fig. 4 - Set up di un sistema di accesso al veicolo di tipo keyless passivo 
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Fig. 5 - Sistema di controllo di tergicristalli 


inviato al modulo ricevitore situato nell’auto. Il modulo rice¬ 
vitore autentica il segnale. In caso di riconoscimento positi¬ 
vo, questo istruisce l’ECU affinché attivi il blocco. 

Il passive keyless entry (Fig. 4) permette all’utente di sbloc¬ 
care la portiere dell’auto senza premere alcun pulsante. Il 
modulo interno alla portiera inizia la comunicazione invian¬ 
do un segnale ad intervalli di tempo fissi ricercando il te¬ 
lecomando abbinato. Quando viene chiuso, il telecomando 
restituisce un segnale di riconoscimento. In caso di positiva 
autenticazione da parte del blocco ricevitore, questo segna¬ 
la alla portiera dell’auto di sbloccarsi. 

È necessario generare la trasmissione di un segnale di bas¬ 
sa frequenza dal modulo nella portiera dell’auto. Questo 
può essere ottenuto utilizzando il modulo PWM interno di¬ 
sponibile in diversi microcontrollori come i PICI2, PICI6 e 
PIC18 di Microchip. Per eseguire le operazioni di filtraggio e 
di decriptazione sul lato del ricevitore, è possibile utilizzare 
dispositivi di front end analogici integrati di tipo stand-alone 
ospitati in package a 8 o 16-pin per ottimizzare gli ingombri 
sul telecomando. Per comunicazioni UHF tra il telecomando 
e il modulo ricevitore nella portiera, Microchip è in grado 
di fornire trasmettitori che consentono all’utilizzatore di ge¬ 
nerare modulazioni ASK o FSK. I corrispondenti ricevitori 
sono disponibili per eseguire filtro e decriptazione dei dati 
ricevuti in modalità wireless. 

Dalle quattro alle due ruote 

I microcontroller trovano applicazione non solo nelle auto. 
Scooter, moto e motocicli, comunemente usano un sistema 
di iniezione del motore basato sul metodo a scarica capaciti¬ 
va. Esso utilizza l’energia trasferita da un magnete a un con¬ 
densatore di accumulo. Quando viene rilasciata, un impulso 
ad alta tensione passa attraverso un trasformatore step-up 
a una candela che innesca la miscela combustibile all’inter¬ 
no del cilindro. L’utilizzatore può monitorare la velocità del 
motore per calcolare l’esatta temporizzazione per la cande¬ 


la e aumentare l’efficienza del motore, risparmiare energia 
e ridurre le emissioni. I microcontrollori possono ospitare 
una vasta gamma di periferiche on-chip che mettono a di¬ 
sposizione dei progettisti numerose opzioni per aumentare 
la flessibilità e soddisfare in maniera adeguata i requisiti di 
questo genere di sistemi. Per esempio, la velocità del motore 
può essere monitorata elettronicamente con un microcon¬ 
trollore che fornisce anche un’accurata temporizzazione per 
la candela. La scintilla di accensione può essere innescata 
in qualsiasi momento per un particolare regime del motore 
permettendo la personalizzazione dell’angolo di accensione 
per differenti progetti di motori in modo da garantire una 
migliore efficienza del carburante ed emissioni ridotte. 

Tergicristalli 

Il sistema di controllo dei tergicristalli (Fig. 5) costituisce 
un ottimo esempio di utilizzo dei microcontrollori. Il sistema 
controlla il motore del tergicristallo e la pompa del liquido 
di pulizia e, mediante il bus Lin, può conferire un maggior 
livello di “intelligenza” al sistema stesso, interagendo con i 
sensori di pioggia e le spazzole. La comunicazione bidirezio¬ 
nale attraverso un gateway Lin permette un miglior controllo 
del sistema e raggiunta di capacità di diagnostica. 

I microcontrollori PIC 16 e PIC 18 hanno periferiche on-chip 
per fornire maggiore “intelligenza” ai sistemi di tergicristalli. 
Poiché i sistemi di tergicristalli vanno oltre i semplici motori 
che azionano le spazzole, i requisiti per aumentare l’intelli¬ 
genza e connettività dovranno essere affrontati dal proget¬ 
tista di sistema. 

Grazie agli ingombri ridotti, un microcontrollore può essere 
direttamente integrato nell’alloggiamento del motore e ga¬ 
rantire nel contempo la riduzione di peso del sistema. Grazie 
alle periferiche on-chip in grado di supportare i protocolli 
Lin, i progettisti possono scegliere il microcontrollore e tran- 
sceiver Lin più adatti a soddisfare i requisiti generali di si¬ 
stema. ■ 
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Il ruolo dei SoC programmabili 
nello sviluppo dei sistemi TV 4K 

Le soluzioni programmabili possono essere una 
vera e propria “miniera d’oro” per i progettisti 
di sistemi 4K: i tool, i blocchi IP e i progetti di 
riferimento abbinati a questi dispositivi potranno 
semplificare la progettazione su FPGA a tutti coloro 
che la affrontano per la prima volta 


Roger Fawcett 
Managing director 
OmniTek 

roqer.fawcett@omnitek.tv 


L e TV a definizione Ultra Alta (UHTV), dette anche 4K 
per il loro livello di risoluzione, sono già molto dif¬ 
fuse, e la tecnologia 4K si sta dimostrando molto più 
popolare fra i consumatori rispetto al 3DTV. Ma gli standard 
non sono al passo con la velocità di adozione della nuova 
tecnologia. Gli standard di SMPTE (Society of Motion Picture 
& Television Engineer) per le interfacce SDÌ da 6 Gbps e da 
12 Gbps, che supportano il video 4K60, sono stati appena 
rilasciati, mentre ’HDMI™ 2.0 e DisplayPort, che supportano 
la stessa risoluzione, sono nella fase iniziale di adozione. 
Data la domanda significativa di TV UHD 4K da parte dei 
consumatori, molti standard “ad hoc’’ sono comparsi all’im¬ 
provviso per colmare il vuoto. 

Il settore delle TV UHD 4K si trova quindi in uno stato di evo¬ 
luzione continua, ragion per cui i sistemi siano sufficiente- 
mente flessibili per adattarsi a standard in via di sviluppo. 
Per assicurare la flessibilità necessaria è dunque opportuno 
sostituire chipset e gli ASSP, in uso da diverso tempo per lo 
sviluppo di questi progetti, con FPGA e System-on-Chip inte¬ 
ramente Programmabili come i SoC Zynq-7000 di Xilinx . ca¬ 
paci di assicurare prestazioni confrontabili con quelle degli 
ASIC. 

Di pari passo, viste dimensioni e prestazioni dei più recenti 
FPGA e SoC, il loro utilizzo in un progetto non è particolar¬ 
mente semplice, soprattutto fra coloro che non hanno molta 
dimestichezza con questi dispositivi. Mentre esistono molte 
analogie fra i progetti hardware e le realizzazioni su FPGA, i 
sistemi basati su FPGA richiedono in genere molti più com¬ 
ponenti. 

Inoltre, la flessibilità intrinseca dei progetti su firmware è fon¬ 
te di ulteriori complicazioni. 

Prima di illustrare nei dettagli come usare la tecnologia FPGA 
per le applicazioni 4K, una sintetica analisi dei motivi della 



popolarità dei sistemi 4K e degli aspetti da considerare nella 
realizzazione di un sistema 4K. 

Tecnologia 4K: vantaggi e svantaggi 

Fin da quando la televisione è stata inventata, si è assistito a 
una spinta costante verso la creazione di immagini che appa¬ 
rissero il più possibili vicine alla realtà. Questo sforzo di so¬ 
lito parte dall’esigenza di fornire contenuti video più grandi, 
di qualità migliori e più veloci aumentando la risoluzione, la 
velocità di trama o l’intervallo dinamico delle immagini (ossia 
la loro luminosità) - oltre, naturalmente al tentativo di ottene¬ 
re un effetto 3D reale o per lo meno un effetto più avvolgente. 
L'aumento della risoluzione consente di ottenere immagini 
con maggiori dettagli e rende possibile la loro visualizzazio¬ 
ne su schermi di dimensioni più grandi, senza evidenziare 
la suddivisione in pixel. Gli schermi di dimensioni maggiori 
forniscono una sensazione più avvolgente. Si tratta di miglio¬ 
ramenti apprezzati dall’utilizzatore e per i quali sono disposti 
a spendere di più. I miglioramenti ottenuti dall’aumento del¬ 
la velocità di trama (movimento più fluido) o dell’intervallo 
dinamico (maggiore luminosità e nero più intenso), benché 
straordinari, sono stati finora più lenti a catturare l’attenzione 
dei clienti. 
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Fig. 1 - Architettura dei canali in ingresso dell'unità processore video scalabile OSVP v2 di OmniTek 


La nuova TV UHD 4K comporta un quadruplicamento del 
numero dei pixel rispetto a quelli previsti dallo standard HD. 
Ancora più importante per gli utenti è il fatto che lo standard 
4K consente loro di passare a una TV di dimensioni mol¬ 
to superiori che offre una sensazione molto più avvolgente 
senza alcun effetto percepibile sulla qualità dell’immagine. 
Esistono tuttavia numerose sfide tecniche intrinseche allo 
sviluppo di sistemi per il supporto al video 4K. Per comin¬ 
ciare, una dimensione di trama di 3.840 x 2.160 pixel, fornita 
con una velocità di trama massima di 60 Hz, corrisponde ad 
una velocità dei pixel di 600 MHz. Occorre quindi un siste¬ 
ma con prestazioni molto spinte per elaborare questi dati in 
tempo reale. Inoltre bisogna considerare le diverse configu¬ 
razioni di trasmissione che sono state definite per il 4K - che 
richiedono la presenza di più flussi di dati, alcuni inviati mul- 
tiplati sullo stesso cavo, alcuni su cavi diversi - e le diverse 
tecnologie di supporto emergenti: 4x3G; 6G-SDI e 12G-SDI; 
HDMI 1.4 e 2.0; DisplayPort 1.2 e V-by-One HS. 

Un’altra questione aperta per i progettisti è la necessità di 
gestire non solo il 4K, ma anche molti, se non tutti, gli stan¬ 
dard video attualmente in uso, incluso l’SD. Inoltre, il 
sistema deve supportare la conversione fra questi 
standard diversi con tutti gli aspetti associati alla 
conversione verso frequenze superiori/inferiori/ e 
verso formati diversi; alla presenza di spazi di co¬ 
lore non corrispondenti, alla correzione dei colori, 
all’interlacciamento e al deinterlacciamento e alla 
gestione della cadenza di ripresa. Un’ulteriore com¬ 
plicazione deriva dal fatto che la conversione verso 
frequenze superiori, in genere, deve anche essere 
abbinata all’uso delle tecniche di miglioramento 
dell’immagine cosiddette “a super-risoluzione”, per 
controbilanciare lo sfocamento deU’immagine che si 
produce inevitabilmente. 

Altre elaborazioni che potrebbero essere necessa¬ 
rie includono la riduzione del rumore, il ritaglio e il 
ridimensionamento dell'immagine - ovviamente il 
tutto deve essere fatto in tempo reale. Alcuni siste¬ 


mi potrebbero anche richiedere il supporto alla protezione 
dalla copia digitale a larga banda (HDCP). Inoltre, chiunque 
abbia necessità di determinare la qualità delle trasmissioni, 
avrà anche bisogno di generare visualizzazioni appropria¬ 
te dei diagrammi ad occhio e delle instabilità di fase, e la 
tecnologia per realizzare queste funzioni diventa sempre più 
difficile da mettere a punto al crescere della velocità di tra¬ 
smissione dei bit. 

Core di proprietà intellettuale in tecnologia 4K 
La prima fase nella progettazione di un sistema consiste nel 
trovare blocchi già pronti da includere nel progetto. Nel mon¬ 
do FPGA, i blocchi costitutivi equivalenti ai vari chip disponi¬ 
bili per l’integrazione in un progetto su PCB sono i blocchi IP 
Quindi il primo passo consiste nell'identificare quali blocchi 
IP sono disponibili per l’uso in un progetto 4K UHD. 
OmniTek, membro certificato dello Xilinx Alliance Program, 
è in grado di proporre numerosi blocchi IP per tutti i tipi di 
progetti di sistemi video. 

Due blocchi in particolare sono utili per i progettisti di siste¬ 



mi 




AW , 1 






Fig. 2-11 progetto di un sistema video RTVE 3.1 con la disposizione dei compo¬ 
nenti a opera dell'integratore di proprietà intellettuale Vivado, con accanto la 
finestra di configurazione 
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Fig. 3 - Schema di massima della struttura del progetto di riferimento del sistema video RTVE 3.1 


mi 4K: il processore video scalabile OSVP v2 di Omnitek e il 
controllore DMA Multi-Canale, entrambi disponibili in versio¬ 
ne ottimizzata per gli FPGA della serie 7 di Xilinx e per i SoC 
Zynq. I due blocchi adottano gli standard di interconnessio¬ 
ne a livello di sistema AMBA AXI4 di ARM. 

Le risorse dell’ OSVP v2 includono correzione del colore su 
sei assi; deinterlacciamento adattativo rispetto al movimento 
e ai contorni (corredato da funzioni di rilevamento e di ela¬ 
borazione della cadenza di ripresa a 3:2 e a 2:2); capacità 
di ridimensionare e ritagliare l’immagine con miglioramento 
della definizione, pulizia dell’immagine e riduzione del rumo¬ 
re. Il blocco OSVP v2 include inoltre un blocco Video DMA 
multi-porta che si propone come un’unità ad alta efficienza 
per la gestione degli ingressi e delle uscite video. Nella figura 

I è schematizzata l’architettura dei canali in ingresso dell’u¬ 
nità processore video scalabile OSVP v2 di OmniTek. 

II controllore DMA a flusso continuo multicanale è realizzato 
in modo tale da consentire al controllore di usare in modo 
efficiente la banda PCIe, ad esempio prelevando anticipata¬ 


mente i descrittori da aree di memoria non contigue (modali¬ 
tà scatter-gather) e riunendo pacchetti TLP consecutivi. 

I vantaggi delle soluzioni programmabili 

Sotto tre diverse forme, Xilinx offre un ulteriore supporto ai 
progettisti di sistemi video 4K basati su FPGA e SoC. 
Innanzitutto il SoC Zynq, un “mix” ottimale di capacità di ela¬ 
borazione hardware e software per l’elaborazione video o 
delle immagini ad alte prestazioni. Esso integra un sistema di 
elaborazione ARM Cortex-A9 a due core ricco di funzionalità 
e logiche programmabili FPGA della serie 7 (in tecnologia da 
28 nanometri) in un singolo dispositivo. Gli utenti possono 
far girare gli algoritmi di elaborazione sui processori ARM, 
oppure trasferirli su hardware FPGA quando è richiesta l’ac¬ 
celerazione per ottenere il funzionamento in tempo reale. 

La velocità di elaborazione video di 300 MHz, offerta dalla 
logica programmabile - sia degli FPGA Kintex 7 sia dei SoC 
Zynq - combinata con le prestazioni di memoria di una DDR3 
da 64 bit a 1600 Mbps, è critica per gestire l’elaborazione 
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video 4K e le memorie di trama 4K. La logica programma- 
bile del SoC Zynq, ricca di risorse DSP, fornisce ai progetti¬ 
sti una piattaforma flessibile per implementare algoritmi di 
elaborazione dei segnali, mentre la stretta integrazione fra 
processore e logica programmabile consente lo sviluppo di 
algoritmi codec su entrambi i domini. 

Xilinx offre anche un supporto significativo alla connettività 
per consentire lo sviluppo di sistemi video 4K, sia attraverso 
la gamma di transceiver incorporati inclusi nei propri FPGA 
e SoC, sia attraverso la varietà di risorse interne di proprietà 
intellettuale per la connettività. Il SoC Zynq 7045 ad esempio, 
integra fino a sedici transceiver da 12,5 Gbps, che supporta¬ 
no gli standard 12G-SDI, 6-Gbps HDMI 2.0,5.4-Gbps Display- 
Port 1.2 e 10-Gbps Ethernet. 

Un altro contributo importante di Xilinx è rappresentato dal 
tool IPI (IP Integrator) associato alla suite di progettazione 
Vivado. Come illustrato in figura 2, con TIPI, la connessione 
tra i vari blocchi IP è del tutto analoga all’analoga opera¬ 
zione che interessa i chip presenti su una scheda PCB. La 
connessione risulta ancora più semplice laddove (come con 
l’OSVP di OmniTek e con i blocchi DMA) le interfacce sui 
blocchi IP sono conformi ai protocolli di interconnessione 
AMBA AXI4, adottato come standard da Xilinx. 

L’avvento della nuova tecnologia UltraScale di Xilinx (da 
16-nm/20-nm) garantisce il supporto di velocità di clock 
fino a diverse migliaia di gigabit al secondo ed è descritta 
come “ASICclass" (www.xilinx. com/products/technoloqy/ 
ultrascale.html) . L’architettura UltraScale consente lo svi¬ 
luppo di sistemi video 4K e successivi (con l’obbiettivo di 
risoluzioni di 8K). 

Sistemi adattabili e pronti all’uso 

Da tempo Xilinx offre progetti di riferimento relativi a un’uni¬ 
tà video in tempo reale (RTVE), che incorporano sia i bloc¬ 
chi di proprietà intellettuale per il video e la connettività di 
Xilinx, sia quelli di OmniTek. Questi progetti di riferimento 
RTVE dimostrano le funzionalità di questi blocchi IP e la loro 
semplice interoperatività, essendo stati tutti progettati con¬ 
formemente agli standard di interconnessione AXI4. Ciascu¬ 
na nuova versione di RTVE è dotata di maggiori funzionalità 
grazie all’integrazione di nuovi blocchi IP. La versione più 
recente - RTVE 3.In - aggiunge il supporto agli standard 
video 4K definiti da SMPTE 425-5:2014, DisplayPort 1.2, 6G- 
SDI e 12G-SDI. La figura 3 illustra il diagramma a blocchi di 
questo progetto. 

Sia il firmware del progetto RTVE 3.1, sia il software dell’ap¬ 
plicazione sono disponibili per i clienti sotto forma di codice 
sorgente pronto per l’uso. 

È inoltre disponibile la piattaforma hardware per RTVE 3.1 
che comprende il kit di sviluppo OZ745 di OmniTek (basato 


su un SoC Zynq 7045 di Xilinx) e una scheda di espansione 
FMC. Quest’ultima aggiunge porte di ingresso e di uscita 
compatibili con DisplayPort 1.2, assieme a due porte di 
ingresso e di uscita SD/HD/3G/6G-SDI. Complessivamente, 
gli I/O consentono di estendere il numero di standard video 
supportati includendo 4K 6G e 4K 12G; 4K a divisione qua¬ 
drata / quad di tipo 3G di livello A e 4K 3G di livello B; 4K a 
interlacciamento di campioni di tipo 3G di livello A e 3G di 
livello B 2. 

Il Tool Box Ultra 4K di OmniTek (Fig. 4) è realizzato attorno 
al kit di sviluppo OZ745 di OmniTek, alla scheda FMC e al 
firmware e al software applicativo associato dell’RTVE 3.1. 



Fig. 4-11 nuovo Tool Box Ultra 4K di OmniTek, con l'alloggiamento 
aperto per evidenziare i componenti sui quali è basato 


Esso non solo assicura la conversione verso frequenze su¬ 
periori e inferiori di tutti gli standard video fino a 4K60 e la 
relativa correzione dell’immagine, ma offre anche una vasta 
gamma di opzioni di visualizzazione dei risultati, compresi 
il diagramma a occhio e dell’instabilità di fase, la visualizza¬ 
zione del gamut e dei dati relativi ai pixel su tutti i vari flussi 
di dati che compongono le immagini 4K. Grazie al Tool Box 
4K gli utenti coprono tutte le fasi dell’elaborazione 4K, dalla 
fabbricazione dei chipset al test e misura, alla trasmissione 
dei segnali. Assieme a questi tool e alla proprietà intellettua¬ 
le, OmniTek offre anche servizi di consulenza per aiutare i 
clienti a realizzare con successo i propri progetti 4K, metten¬ 
doli così in grado di introdurre prodotti innovativi e compe¬ 
titivi sul mercato in tempi molto più rapidi. ■ 
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Un’analisi della nuova tecnologia “Boosted 
NFC” e delle sue potenzialità per una migliore 
emulazione delle carte contactless nei telefoni 
cellulari e nei dispositivi indossabili 


N el corso degli ultimi decenni, centinaia di milioni 
di persone hanno tenuto una carta contactless nel 
portafoglio o in borsa. Le prime carte contactless 
erano delle schede in plastica semplici ed economiche, 
delle stesse dimensioni di una carta di credito, usate per 
controllare l’accesso a treni, tram o autobus. Grazie alla loro 
comodità e rapidità di utilizzo, sono diventate molto popolari 
tra i consumatori. Negli ultimi dieci anni l’applicazione della 
tecnologia contactless è stata estesa alle carte di pagamento 
(come le carte di debito, le carte di credito o le prepagate), 
contribuendo a velocizzare le transazioni negli ambienti 
commerciali ad alto flusso di clientela come edicole, bar e 
supermercati. 

La situazione è dunque estremamente favorevole per una 
maggiore diffusione della tecnologia contactless, in quanto: 

• i consumatori comprendono e accettano la tecnologia; 

• i lettori contactless sono già ampiamente diffusi (nei ter¬ 
minali POS, presso i tornelli dei trasporti pubblici e in molti 
altri luoghi); 

• migliaia di rivenditori, banche, gestori delle reti di trasporto 
pubblico e altri soggetti hanno sviluppato software per il pa¬ 
gamento e il controllo degli accessi che sfruttano le potenzia¬ 
lità di questa infrastruttura di comunicazione senza contatto. 


In questo quadro favorevole, tuttavia, manca un aspetto fon¬ 
damentale. Molti consumatori portano ovunque con sé un 
dispositivo - lo smartphone - che, in teoria, permette di emu¬ 
lare le carte senza contatto, consentendo agli utenti di fare 
a meno delle carte tradizionali e sostituirle con un unico di¬ 
spositivo. 

Per gli esercenti e gli operatori dei trasporti pubblici si tratta 
di un’evoluzione decisamente auspicabile: i costi legati alla 
fornitura delle carte possono essere abbattuti sostituendo la 
scheda con un’applicazione scaricabile dalla rete. La mag¬ 
giore praticità per il consumatore è un fattore che potrebbe 
velocizzare l’adozione della tecnologia contactless, permet¬ 
tendo agli esercenti e agli operatori dei trasporti pubblici di 
incrementare i profitti e migliorare l’efficienza operativa. 

I costruttori di telefoni cellulari sono altrettanto desiderosi di 
implementare la tecnologia contactless nei loro dispositivi, 
per aggiungere valore e rafforzare l’attrattività dei loro pro¬ 
dotti sugli utenti. 

II primo tentativo è stato condotto nei primi anni 2000, con 
l’introduzione della tecnologia nota come Comunicazione di 
Prossimità (Near Field Communications o NFC), nata sotto 
l’egida dell'NFC Forum. Oltre che l’emulazione delle carte, la 
tecnologia NFC supporta una modalità di lettura che permet- 



Fig. 1 - Un circuito che implementa la modulazione passiva del carico 
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te a un dispositivo di leggere i tag NFC, nonché una modalità 
peer-to-peer. 

Le prime implementazioni, ad ogni modo, non sono riusci¬ 
te a tenere nella giusta considerazione i vincoli elettrici e 
meccanici imposti dai telefoni cellulari. Se utilizzato come 
un lettore NFC, un cellulare ha una disponibilità di potenza 
molto più ridotta e molto meno spazio a disposizione per il 
montaggio di un’antenna rispetto a un lettore NFC specifico 
per una determinata applicazione (ad esempio, un termina¬ 
le di pagamento POS senza contatto). Anche l’ottenimento 
di prestazioni adeguate in modalità di lettura in un telefono 
cellulare si è rivelato estremamente difficile. 

Tuttavia, la complicazione principale è stata la mancanza 
di un'applicazione vincente, che nel gergo del marketing è 
definita con la formula “killer application”. In altre parole, gli 
utenti di telefonia non traevano alcun vantaggio dall’avere 
un lettore NFC in tasca. 

Ad ogni modo, se il telefono offre la funzionalità di un tag 
NFC, può emulare più schede contactless. E questa è una kil¬ 
ler app: non solo i consumatori possono utilizzare il proprio 
dispositivo preferito per accedere a edifici, treni e autobus, 
ma possono anche utilizzarlo per i pagamenti, per riscattare 
coupon e accumulare punti fedeltà presso gli esercizi com¬ 
merciali. 

La domanda di fondo è: come può un produttore di 
smartphone implementare in modo affidabile le funzionalità 
offerte dai tag NFC? Per giungere a una risposta è neces¬ 
sario prima di tutto comprendere il modo in cui un tag NFC 
comunica con un lettore. 

Modulazione dei carichi passivi nelle carte contactless 
La tecnologia NFC si basa sull’accoppiamento induttivo di 
una coppia di antenne. Il fattore di accoppiamento k indica 
la suscettività di accoppiamento tra una coppia di antenne 
lettore/carta, espressa attraverso un valore compreso tra 0 
e 1. Questo valore dipende essenzialmente dai parametri ge¬ 
ometrici delle antenne e dalla distanza tra le stesse. 


In condizioni normali, cioè quando l’antenna della carta è 
più piccola dell’antenna del lettore, il fattore di accoppia¬ 
mento è proporzionale alla superficie dell’antenna della car¬ 
ta a una qualsiasi distanza dall’antenna del lettore: maggiore 
è la superficie, maggiore è il fattore di accoppiamento. 

Di norma il valore di k deve essere compreso tra 0,03 e 0,3 
quando si utilizza il collaudato metodo basato sulla Modula¬ 
zione dei Carichi Passivi (Passive Load Modulation o PLM) 
per trasmettere dati. 

Una transazione NFC senza contatto è una sequenza di co¬ 
mandi inviata dal lettore, a ognuno dei quali fa seguito una 
risposta dalla carta. Il metodo PLM, utilizzato nelle carte con¬ 
tactless e in tutti i telefoni NFC in commercio, tranne che 
negli Apple iPhone 6 e iPhone 6 Plus, opera commutando 
un carico passivo (di natura resistiva o capacitiva) colle¬ 
gato all’antenna della scheda (Fig. 1). Un carico predefini¬ 
to corrisponde allo stato di non-modulazione e un carico 
commutato e attivato corrisponde allo stato di modulazione. 
Quando le antenne del lettore e della carta sono accoppiate 
induttivamente, il ricevitore del lettore può percepire tali va¬ 
riazioni di carico e decodificarle per estrarre le informazioni 
dal segnale. 

Durante l’implementazione di un sistema NFC, è importante 
tenere conto dell’ampiezza della modulazione del carico, os¬ 
sia della differenza tra la tensione modulata e non-modulata 
rilevata dal ricevitore del lettore (Fig. 3). Se tale ampiezza 
scende al di sotto di un dato valore minimo, il ricevitore non 
sarà in grado di rilevare in modo affidabile le modulazioni 
del segnale prodotte dalla carta. A parità di tutte le altre con¬ 
dizioni, maggiore è il valore di k, maggiore sarà l’ampiezza di 
modulazione del carico. 

Quando utilizzato in una carta contactless, la PLM è in grado 
di produrre un’ampiezza di modulazione sufficiente. Il fattore 
di forma standard delle carte contactless, noto come ID-1, 
ha le stesse dimensioni di una carta di credito. Di norma vi è 
incorporata un’antenna di dimensioni relativamente grandi, 
che garantisce un raggio di ben sei centimetri verso i lettori 
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attualmente in uso. Infatti, le prestazioni dei sistemi di carte 
contactless sono così elevate che gli utenti sono in grado, ad 
esempio, di attivare i tornelli dei sistemi di trasporto pubblici 
senza togliere le proprie carte contactless dal portafoglio o 
dalla borsa. 

Le aspettative dei consumatori sono notevolmente cresciute: 
i sistemi contactless devono funzionare in modo immediato 
e perfettamente affidabile, nonché permettere agli utenti di 
avvicinare il loro dispositivo contactless al lettore in qualsiasi 
posizione, coprendolo completamente con la mano, la borsa 
o il portafoglio. Si tratta di una sfida non facile da affrontare 
per i costruttori di smartphone. Il motivo è che un telefono 
cellulare contiene diverse componenti radio e antenne, ol¬ 
tre ad essere racchiuso in un involucro di metallo. I circuiti 
stampati del telefono presentano una densità di componenti 


estremamente elevata e lo spazio disponibile finisce in misu¬ 
ra sempre crescente per essere occupato da display e batte¬ 
rie più grandi richiesti dai consumatori. Non potrebbe esser¬ 
ci un ambiente meno adatto per la PLM. Un fattore di forma 
così ridotto offre lo spazio necessario solo per una piccola 
antenna. I segnali RF concorrenti e l’abbondanza di metalli 
compromettono notevolmente la capacità di un telefono cel¬ 
lulare di accoppiarsi con l’antenna di un lettore, con effetti 
altamente negativi sull’esperienza degli utenti: transazioni 
fallite, transazioni che richiedono alcuni secondi per essere 
completate, oltre a disagi dovuti al fatto che gli utenti sono 
costretti a estrarre i loro telefoni dalle borse o dalle custodie 
e avvicinarli con molta cura al lettore. 


Come compensare un basso fattore di accoppiamento 
I vincoli di ingombro in fase di progettazione impediscono 
qualsiasi tentativo di aumentare il fattore k, che, come de¬ 
scritto in precedenza, richiederebbe un enorme aumento 
della superficie dell’antenna NFC del telefono. 

Gli sforzi per migliorare le prestazioni dei telefoni in modali¬ 
tà di emulazione della carta si concentrano di conseguenza 
sull’aumento dell’ampiezza della modulazione del carico. La 
soluzione è offerta da una nuova metodologia, denominata 
Modulazione dei Carichi Attivi (Active Load Modulation o 
ALM). 

ALM è alimentata dalla batteria di un dispositivo mobile. 
Nell’ALM, un segnale portante in sincrono con il campo ma¬ 
gnetico del lettore viene inviato durante lo stato di modula¬ 
zione e disattivato durante lo stato di non-modulazione (Fig. 

2). Tale modalità è denominata AND. Esi¬ 
ste una versione più efficiente di questa 
tecnica, chiamata modalità XOR, dove 
una portante in sincrono con il campo 
magnetico del lettore viene trasmessa 
durante lo stato di modulazione, mentre 
un segnale sfasato di 180° è trasmesso 
durante lo stato di non-modulazione. La 
modalità XOR raddoppia l’ampiezza del¬ 
la modulazione del carico rilevato dal 
lettore rispetto alla modalità AND. Ciò 
permette l’uso di un’antenna di dimen¬ 
sioni ancora più ridotte. 

Questo segnale ALM è accoppiato 
all’antenna del lettore. In funzione della 
sua differenza di fase con il campo ma¬ 
gnetico del lettore, il segnale accoppia¬ 
to tramite ALM viene aggiunto o sottrat¬ 
to dal segnale del lettore per formare il 
segnale della modulazione di carico. 

Il vantaggio principale dell’ALM è la 
possibilità di ottenere la stessa ampiez¬ 
za di modulazione del carico di un di¬ 
spositivo PLM con un fattore di accoppiamento 100 volte più 
piccolo (Fig. 3). 

Di norma, per un’implementazione efficace della PLM, la su¬ 
perficie di antenna necessaria per una carta contactless è 
4000 mm 2 Un circuito ALM può ottenere la stessa ampiezza 
di modulazione del carico presso il ricevitore del lettore, ga¬ 
rantendo agli utenti le stesse prestazioni con un’antenna di 
appena 40 mm 2 . 

Un’antenna di tali dimensioni ha un costo per il costruttore 
pari quasi a zero; può essere realizzata anche come un’an¬ 
tenna a circuiti stampati sulla scheda madre. Non richiede 
alcuna schermatura in ferrite. Per dare un’idea, il costo di 
un’antenna di grandi dimensioni dotata di ferrite e connet- 



Fig. 3 - L'ALM permette l'utilizzo di un'antenna 100 volte più piccola rispetto a un tradizionale 
sistema PLM 
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tore ammonta a circa un dollaro. Inoltre l’antenna NFC può 
essere installata nella posizione più comoda per l’utente. Ad 
esempio, se posizionata intorno alla videocamera sul lato 
posteriore, consente all’utente di avvicinare semplicemente 
la parte superiore del telefono al lettore. 

Al contrario, le antenne di grandi dimensioni poste sul retro 
di uno smartphone o nel vano batteria sono state causa di 
notevoli frustrazioni per gli utenti. Di norma gli utenti tengo¬ 
no il dispositivo in mano e quindi l’antenna non è allineata 
con l’antenna del lettore. Quando passano il loro telefono 
di fronte a un lettore contactless, la transazione non riesce. 
Di conseguenza, la comunicazione contactless riesce solo 
dopo che l’utente ha appreso che il telefono deve essere 
posizionato con cura nelle immediate vicinanze del lettore 
- un’azione abbastanza diversa da quella richiesta da una 
carta contactless. 

Nella figura 4 l’antenna del lettore è evidenziata in giallo. 
L’antenna di grandi dimensioni necessaria per le soluzioni 
basate sulla PLM è raffigurata in arancione, nella posizio¬ 
ne in cui le mani impugnano il dispositivo. Al contrario, la 
piccola antenna usata nella soluzione ALM, contrassegnata 
in rosso, si trova nella posizione ideale per una buona riu¬ 
scita delle transazioni NFC. Dato che consente l’utilizzo di 
antenne molto piccole, l’ALM è ideale anche per l'installazio¬ 
ne su dispositivi indossabili. Le limitazioni di spazio impo¬ 
ste dall’architettura degli indossabili rendono possibile solo 
l’installazione di una piccola antenna: una soluzione PLM 
con un’antenna del genere non è in grado di assicurare un 
raggio dazione sufficiente. 

Migliore interoperabilità con i lettori usati 
nei trasporti pubblici e nei pagamenti 
Il principio di funzionamento dell’ALM è stato implementato 
in una famiglia di chip per l’emulazione dei tag NFC svilup¬ 
pati da ams, basati sulla tecnologia proprietaria “Boosted 
NFC”. Quando implementata negli smartphone più recenti, 
la Boosted NFC offre prestazioni equivalenti a quelle delle 
carte contactless con un’antenna di soli 40 mm2. 

La riduzione delle dimensioni dell’antenna non è l’unico 
vantaggio offerto dalla tecnologia Boosted NFC. Questa tec¬ 
nologia permette anche la configurazione dei vari parametri 
elettrici del segnale di modulazione del carico. Questi inclu¬ 
dono: 

• una funzione dì Controllo Automatico di Potenza, che ridu¬ 
ce la tensione in uscita quando il telefono è vicino al lettore 
(in altre parole, in presenza di un fattore di accoppiamento 
elevato). Ciò previene i fenomeni di saturazione nel ricevito¬ 
re del lettore; 

• la configurazione della differenza di fase tra il segnale 
dell’ALM rispetto al campo magnetico del lettore, miglioran¬ 



Fig. 4 - Una piccola antenna può essere posizionata facilmente sul 
dispositivo per garantire la migliore esperienza possibile agli utenti 


do l’affidabilità delle transazioni quando il telefono è quasi 
fuori dalla portata del lettore; 

• sensibilità configurabile, permettendo di supportare di¬ 
versi fattori di forma per l’antenna. La bassissima sensibi¬ 
lità che è possibile ottenere assicura che il collegamento 
lettore-carta non può limitare in alcun caso il raggio della 
transazione; 

• un meccanismo di temporizzazione ad alta precisione ga¬ 
rantisce che il ritardo tra il comando del lettore e la risposta 
della carta rispetti i requisiti molto severi imposte dalle nor¬ 
me del settore contactless. Tale meccanismo compensa le 
variazioni che si verificano nel controller NFC; 

• il Controllo Automatico del Guadagno, che permette una 
corretta demodulazione del segnale del lettore e permette il 
collegamento con tutti i terminali in circolazione, in partico¬ 
lare con quelli usati nei trasporti pubblici. 

Tutte queste caratteristiche, che possono essere configura¬ 
te dinamicamente, garantiscono una migliore interoperabi- 
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Fig. 5 - La Boosted NFC implementata in un chip (AS3923) abbinato a un controller NFC host 


lita e tassi di riuscita piu elevati rispetto alle soluzioni NFC 
attualmente in circolazione. Nel caso delle applicazioni per i 
pagamenti, si può raggiungere facilmente un tasso di riuscita 
del 100%. Inoltre, la tecnologia Boosted NFC offre ai costrut¬ 
tori l’opportunità di affrontare la non uniformità dei lettori 
attualmente in uso, che deriva dalle continue revisioni delle 
norme EMVCo (http://www.emvco.com/), lo standard per le 
transazioni di pagamento contactless tramite carta. (Non è 
raro trovare un POS in funzione da più di dieci anni.) Le pre¬ 
stazioni del lettore possono diminuire col passare del tempo, 
oltre a presentare una notevole variabilità derivante in alcuni 
casi da imprecisioni nella fabbricazione e nell’installazione. 
L’antenna di dimensioni ridottissime evita anche il problema 
della desintonizzazione dell’antenna del lettore, che può veri¬ 
ficarsi quando sono presenti antenne di dimensioni notevoli. 
Il requisito imposto da EMVCo per il raggio della comunica¬ 
zione senza contatto nei telefoni NFC è stato ridotto a un mi¬ 
nimo di due centimetri, rispetto ai 4 cm definiti in preceden¬ 
za, per bilanciare lo scarso rendimento delle soluzioni PLM. 
Un cambiamento del genere non è affatto in sintonia con i 
desideri dell’utente. Fortunatamente non sarà necessario te¬ 
nere in considerazione questo requisito in futuro, dato che la 
tecnologia Boosted NFC consente ai telefoni di ottenere del¬ 
le prestazioni paragonabili o addirittura superiori alle carte 
contactless già in circolazione. 

La tecnologia ALM di ams è disponibile in AS3922, un chip 
per il potenziamento della NFC integrabile nelle schede UICC 
e microSD per NFC. Questi circuiti permettono l’emulazione 
di una carta contactless nei cellulari e negli accessori senza 
funzionalità NFC integrata. 

AS3923 e AS39230 sono progettati per l’integrazione in di¬ 
spositivi elettronici in combinazione con il controller NFC, 
essenzialmente in sostituzione del front end analogico del 
controller (Fig. 4). 

In aggiunta all’emulazione della carta, AS39230 supporta la 
modalità NFC attiva peer-to-peer. 

Nell'implementazione di ams, ALM ha un impatto assoluta¬ 


mente risibile sulla durata della batteria, 
in quanto il dispositivo Boosted NFC ri¬ 
mane in standby finché non rileva una 
transazione senza contatto imminente. 
Anche i produttori di circuiti integrati 
digitali hanno tentato di implementare 
l’ALM, ma la circuiteria analogica neces¬ 
saria in un sistema ALM non è adatta alle 
dimensioni ridottissime dei circuiti inte¬ 
grati digitali avanzati. Difatti, le prestazio¬ 
ni in termini di modulazione del carico 
nei controller NFC o negli Elementi Si¬ 
curi digitali con ALM integrata risultano 
scarse. Al contrario, l’applicazione puramente analogica 
presente nei dispositivi ams offre le prestazioni migliori 
della categoria, necessarie per soddisfare le aspettati¬ 
ve dei consumatori che sono ormai abituati alla como¬ 
dità delle carte contactless. Per questo motivo i nostri 
prodotti sono stati già scelti dai principali costruttori di 
smartphone presenti oggi sul mercato. 

Considerazioni conclusive 

Al giorno d’oggi, le carte contactless sono ampiamente utiliz¬ 
zate nei sistemi di trasporto pubblico e nei pagamenti senza 
contatto presso gli esercizi commerciali. 

Centinaia di milioni di consumatori portano ovunque con sé 
un dispositivo - lo smartphone - che, in teoria, permette di 
emulare le carte contactless, consentendo agli utenti di fare a 
meno delle carte tradizionali e sostituirle con un unico dispo¬ 
sitivo, con il quale hanno già una certa familiarità. 
L’implementazione delle funzionalità di una carta contactless 
nell’ambiente di uno smartphone è un compito estremamen¬ 
te impegnativo. 

Il metodo di modulazione dei carichi passivi, utilizzato nelle 
carte contactless per comunicare con un lettore contactless, 
richiede un’antenna di grandi dimensioni e un ambiente a dir 
poco favorevole per la trasmissione dei segnali RF. Il case di 
uno smartphone è piccolo, con notevoli limiti di spazio, cir¬ 
condato da oggetti metallici e soggetto alle interferenze RF Di 
conseguenza, i costruttori di smartphone e dispositivi indos¬ 
sagli fanno sempre più spesso ricorso a un metodo alterna¬ 
tivo per implementare la comunicazione contactless NFC: la 
modulazione del carico attivo. 

Il presente articolo descrive il funzionamento della modula¬ 
zione dei carichi attivi e illustra i benefici ottenibili dalla sua 
implementazione negli smartphone. 

L’articolo descrive anche la tecnologia analogica Boosted 
NFC sviluppata da ams, che offre prestazioni superiori in ter¬ 
mini di modulazione e un’emulazione delle carte contactless 
più affidabile, comoda e vantaggiosa per l’utente. ■ 
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COMPONENTS ENERGY HARVESTING 


Elettromeccanici europei 
per l’energy harvesting 
vibrazionale 

Lucio peiiizzari Nel nostro continente sono molte le 

ricerche in corso finalizzate a catturare i 
movimenti meccanici dispersi nell’ambiente 
e recuperarne l’energia cinematica ed 
elettromagnetica, altrimenti perduta, per 
tradurla in energia elettrica utilizzabile in una 
varietà di sistemi miniaturizzati 


I sistemi embedded diventano sempre più interattivi 
con il mondo fisico e per far ciò utilizzano principal¬ 
mente i sensori che assumono il fondamentale ruolo 
di tecnologia d’interfaccia con le applicazioni e poi ine¬ 
vitabilmente almeno un piccolo trasmettitore wireless, 
che serve per abilitarne la connettività. D’altra parte, 
questi sistemi sono basati sui microcontrollori di ultima 
generazione che consumano talmente poco da sminuire 
il tradizionale ruolo degli alimentatori che, per quanto 
piccoli possano essere, necessitano pur sempre di una 
batteria da ricaricare o sostituire di tanto in tanto. Per 
mantenerli in funzione molto a lungo e dare loro il valo¬ 
re aggiunto dell’autonomia operativa, è oggi sufficiente 
recuperare un po’ dell’energia che viene abbondante¬ 
mente dispersa dappertutto, con valori che tipicamente 
superano di parecchio il fabbisogno della maggior parte 
dei sistemi embedded, compresi quelli per le applicazio¬ 
ni industriali. 

Inoltre, i dispositivi di energy harvesting sono essenziali 
per i nuovi microsistemi embedded dedicati alle applica¬ 
zioni di Internet-of-Things di prossima diffusione. 

Sono state sviluppate diverse tecnologie che consento¬ 
no di recuperare l’energia dispersa e, attualmente, la più 
efficiente sembra essere la cattura delle differenze ter¬ 
miche, che permette di generare stabilmente decine di 
mW/cm 2 ; si trovano poi con pari aspettative i dispositivi 
che catturano l’energia luminosa e l’energia vibraziona¬ 
le, che riescono a fornire qualche mW/cm 2 ' Questi ulti¬ 
mi sono dispositivi microelettromeccanici fabbricabili a 



Fig. 1-11 processo di fabbricazione dei Vibration Energy Harvester con 
le attuali tecnologie MEMS a basso costo 


basso costo nelle stesse linee produttive dei comuni cir¬ 
cuiti integrati e consentono di trasformare i movimenti e 
l’energia cinetica in elettricità. Inoltre, sono particolar¬ 
mente indicati per alimentare i piccoli sistemi di moni¬ 
toraggio installati nei punti particolarmente critici come, 
ad esempio, legati al telaio delle macchine industriali o 
dei treni oppure anche sulle attrezzature utilizzate per lo 
sport agonistico. 

Vibrazioni elettromagnetiche 

Oggi i MEMS si ottengono depositando su una base di 
ossido di silicio alcune geometrie di silicio una sopra 
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l’altra, ottenute grazie all'estrema 
risoluzione, nell’ordine dei gm, of¬ 
ferta dai tool di disegno delle mo¬ 
derne tecniche di fotolitografia. In 
questo modo si formano delle bar¬ 
rette orizzontali o verticali di sili¬ 
cio, che vengono separate fra loro 
man mano che si sovrappongono 
con un particolare ossido, che vie¬ 
ne poi facilmente rimosso lascian¬ 
do la struttura di silicio variamente 
articolata e libera di manifestare le 
proprietà elettriche e meccaniche 
per cui è progettata. 

Con questo procedimento si pos¬ 
sono realizzare due barrette piatte 
di silicio che si fronteggiano con la 
prima, che viene interamente anco¬ 
rata al substrato di ossido di silicio 
e a uno dei due elettrodi latera¬ 
li, mentre la seconda è rialzata di 
qualche pm e ha un’estremità libe¬ 
ra di vibrare su e giù, mentre l’altra 
si appoggia a un supporto verticale 
che la ancora al secondo elettrodo 
laterale. In pratica, l’energia cineti¬ 
ca dei movimenti farà cambiare la 
capacità correlata e produrrà fra i 
due elettrodi una tensione propor¬ 
zionale all’energia introdotta, alla 
massa delle due barrette, alla loro 
distanza e alle proprietà dielettri¬ 
che del condensatore equivalente 
che formano. 

Oggi si possono anche fare più 
strati sovrapposti di barrette mo¬ 
bili in modo tale da aumentare la 
massa oscillante e aumentare la 
carica elettrica tempovariante ot¬ 
tenibile in risonanza alle vibrazioni 
più comuni, tipicamente comprese 
fra 50 e 100 Hz. La carica poi di¬ 
venta tensione ai morsetti esterni 
attraverso un opportuno circuito di 
condizionamento e stabilizzazione, 
che occorre anche caratterizzare 
in modo tale da cercare di soddi¬ 
sfare il più possibile le esigenze di 
polarizzazione dell’applicazione da 
alimentare. 



Fig. 2 - Schema semplificato di un EVEH che sfrutta 
come elemento attivo un magnete capace di indurre 
corrente su una spirale che produce in uscita una ten¬ 
sione tempovariante 


Università in fermento 
I Vibration Energy Harvester 
(VEH) sfruttano un principio re¬ 
lativamente semplice, che ha tut¬ 
te le carte in regola per essere 
competitivo, e il progetto europeo 
NEHSTech (Nonlinear Energy Har- 

vesting Solutions for Micro- and 

Nano- Technologies! è stato av¬ 
viato all’ Esiee di Parigi in seno al 
Cordis (Community Research and 
Development Information Service) 
proprio per cercare di aumentare 
le dimensioni di questi preziosi di¬ 
spositivi dai pm ai mm e persino 
ai cm, in modo da ottenere densità 
di energia confrontabili con quelle 
delle attuali pile agli ioni di litio. Il 
prototipo presentato dall’Esiee mi¬ 
sura 10x10 mm 2 e usa una sfera di 
tungsteno con massa di circa 4 mg 
chiusa fra due molle a serpentina 
che ne consentono il movimento 
elastico con vibrazione di risonan¬ 
za a 92 Hz, tale da permettere di ot¬ 
tenere in uscita da 0,25 a 0,45 pW. 
In una configurazione più evoluta 
lo stesso prototipo ha dimostrato 
di poter ricavare oltre 1,5 Vrms e 
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Fig. 3-11 prototipo di VEH realizzato all'Esiee misura 10x10 mm 2 e consente di ottenere circa 0,45 
pW, ma i test dimostrano si può arrivare fino a 100 pW con opportuni accorgimenti 
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◄ Fig. 4-11 progetto europeo 
Vibes ha presentato un EVEH in 
grado di fornire 700 mVrms e 55 pW 
sufficienti per alimentare un piccolo 
microcontrollore, un accelerometro 
e un trasmettitore wireless 


A Fig. 5 - Un sistema completo 
realizzato all'EPFL con uno stadio 
UWB, un microcontrollore e un 
harvester piezoelettrico capace 
di alimentare il tutto con 16 pA 
e54pW 


da 60 a 100 pW di potenza elettrica. Una prima impor¬ 
tante evoluzione dei VEH è l’Electromagnetic Vibration 
Energy Harvester, o EVEH, nel quale si salda al substrato 
di base una spirale conduttiva mentre sulla controparte 
che può vibrare per effetto dei movimenti del telaio si 
salda un magnete di ferro. In questo modo si ottiene un 



Fig. 6-11 prototipo di VEH polimerico capacitivo realizzato da DTU 
Nanotech danese consente di estrarre energia dalle vibrazioni oriz¬ 
zontali di basso valore 


campo magnetico tempovariante che si traduce in tensio¬ 
ne ai morsetti esterni. Il progetto europeo Vibration Ener¬ 
gy Scavenging, o VIBES . capitanato dalla celebre univer¬ 
sità inglese di Southampton, sta studiando da tempo gli 
EVEH e ha già presentato un prototipo capace di fornire 
ben 55 pW di potenza. 

In pratica, la base fissa è costruita verticalmente e ospita 
una spirale costituita da un filo di rame spesso 12 gin, av¬ 
volto per 2800 volte in un diametro totale di soli 2,8 mm, 
mentre il magnete libero di vibrare pesa 60 milligram¬ 
mi e può oscillare a 50 Hz per un’erogazione continua 
di 700 mVrms. Questa tensione viene rettificata da un 
ponte di diodi e immagazzinata in un supercondensatore 
da cui può essere utilizzata. Nel prototipo viene, infat¬ 
ti, usata per alimentare un piccolo microcontrollore, un 
accelerometro e un trasmettitore wireless, che possono 
così funzionare autonomamente e svolgere un servizio di 
monitoraggio. 

AH’ École Polvtechniaue Federale de Lausanne (EPFL) 

hanno realizzato un sistema completo su tre basette di 
1 cm 2 impilate una sull’altra con in alto un sensore Asic 
e un trasmettitore UWB (Ultra-Wide Band), in mezzo un 
microcontrollore e in fondo un harvester vibrazionale 
piezoelettrico che funziona da alimentatore. A quest’ul¬ 
timo basta un’accelerazione vibrazionale di 230 milli-g 
alla frequenza di risonanza di 160 Hz per generare una 
corrente di 16 pA che a 5 Vrms fornisce una potenza di 
81 pW mentre a 3,3 Vrms si ottengono stabilmente 54 
pW. Dato che allo stadio UWB basta funzionare per un 
secondo ogni 110 per trasmettere tutti i pacchetti dati 
raccolti, ne consegue che mediamente consuma circa 8,2 
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|jW e perciò l’energia fornita dall'harvester è più che 
abbondante. Un progetto sviluppato congiuntamente dal 
DTU Nanotech della Technical University of Denmark e 
dal Politecnico di Milano , ha portato alla realizzazione 
di un prototipo di VEH su tecnologia MEMS capace di 
estrarre energia anche dalle accelerazioni di basso va¬ 
lore e precisamente di 14 milli-g (o 0,014 m/s 2 ) a una 
vibrazione di risonanza di 75 Hz e con un’erogazione di 
potenza stabile di 1,17 |jW. Il principio di funzionamento 
è capacitivo ma l’elemento vibrante è costituito da un 
polimero sensibile alle accelerazioni che subisce nelle 
due direzioni planari, ossia in orizzontale ma non rispet¬ 
to alla direzione verticale. In questo modo si forma un 
condensatore planare di 1,5x1,5 cm sensibile alle vibra¬ 
zioni bidimensionali di basso valore e può essere utile 
per recuperare energia negli ambienti proibitivi per gli 
altri harvester come ad esempio quando sono installati 
nei cerotti a uso medicale. 

Due costruttori 

EnOcean è nata nel 2001 come spin-off di Siemens e pro¬ 
getta e fabbrica sensori wireless per l’industria e per 
l’edilizia. Negli ultimi tempi si è dedicata allo sviluppo 
dei raccoglitori di energia e ha recentemente introdotto 
l’ECO 200, definito come Motion Energy Harvesting per¬ 
ché capace di convertire i movimenti con forza compre¬ 
sa tra 2,7 e 3,9N in energia elettrica che fornisce nella 
forma di impulsi di 2V e da 120 a 210 pJ con durata di 



Fig. 7-11 convertitore elettrodinamico ECO 200 di EnOcean trasforma i 
movimenti in treni di impulsi che può trasferire con il trasmettitore wireless 
accoppiato 



Fig. 8-11 Perpetuum Vibration Energy Harvester fornisce 27 mW a 5V 
oppure 24 mW a 8V ed è garantito per funzionare senza alcuna manu¬ 
tenzione per almeno dieci anni 


pochi millisecondi. In pratica, si tratta di un convertitore 
elettrodinamico con efficienza dell’82% che può essere 
accoppiato a un trasmettitore wireless disponibile nei 
due modelli PTM330 a 868 MHz e PTM330C a 315 MHz, 
con i quali può essere controllato in remoto fino a due o 
tre cento metri di distanza. È garantito per 300.000 
cicli di conversione da -25 a +65 °C ma è stato col¬ 
laudato per una tenuta a 25 °C fino a 1 milione di 
cicli. 

Perpetuum è stata fondata proprio per approfondire 
le tecnologie che consentono di trasformare le vi¬ 
brazioni meccaniche in energia elettrica e produrre 
raccoglitori elettromagnetici di energia vibraziona- 
le. In pratica, la conversione avviene grazie a una 
massa oscillante che induce un flusso magnetico 
su un anello fissato al telaio dove, per la legge di 
Faraday, diventa una tensione ai morsetti esterni. Il 
Perpetuum Vibration Energy Harvester può fornire 
27 mW a 5V oppure 24 mW a 8V ed è garantito per 
funzionare senza alcuna manutenzione per almeno 
dieci anni. Inoltre, ha tutte le certificazioni per l’uso 
fra -40 e +85 °C nelle applicazioni critiche dell’in¬ 
dustria, dei trasporti e degli impianti di energia. Af¬ 
fiancando una batteria tampone al PVEH si ottiene 
un Intelligent Power Module che accoppiato a un 
trasmettitore wireless diventa un Wireless Sensor 
Node (WSN) completo. ■ 
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Nuovi strumenti per misure 
e acquisizione ad alta velocità 


Andrea Cattania 


Il digitalizzatore M9709A e l’acceleratore 
di misure PXIe M9451A, recentemente 
proposti da Keysight Technologies, offrono 
rispettivamente la più alta densità di canali in 
formato modulare per avanzate applicazioni 
in campo scientifico e un incremento della 
velocità di misura fino a un fattore cento 


O no dei più recenti prodotti presentati da Keysight 
Technologies è un digitalizzatore ad alta velocità a 32 
canali per bus AXIe, sviluppato per soddisfare le esi¬ 
genze delle attività di ricerca avanzata nel campo della fisica 
delle alte energie. Denominato M9709A, lo strumento dispone 
di 32 canali di acquisizione sincroni con frequenza di cam¬ 
pionamento di 1 GS/s nel formato di un singolo modulo AXIe. 
Questa soluzione, che presenta attualmente la maggiore densi¬ 
tà disponibile sul mercato, si indirizza alle applicazioni multica¬ 
nale nell’ambito degli esperimenti di fisica più avanzati, come 
gli studi di idrodinamica, sulla fusione nucleare (Tokamak/ 
Stellarator), in fisica delle particelle e nell'astronomia a micro¬ 
onde. Il modulo a singolo slot AXIe M9709A ospita 32 canali 
con frequenza di campionamento di 1 GS/s, che possono 
funzionare anche come 16 canali alla frequenza di campiona¬ 
mento di 2 Gs/s. Il modulo garantisce una larghezza di banda 
analogica di oltre 500 MHz. Il digitalizzatore permette anche di 
acquisire eventi di lunga durata, grazie alla memoria di acqui¬ 
sizione integrata ad alta capacità, che può raggiungere 16 GB. 
Questo modulo digitalizzatore utilizza un backplane di intercon¬ 
nessione interno con bus PCI Express Gen 2 a 4 corsie (x4), 
atto a garantire un’elevata velocità di trasferimento dei dati, con 
la possibilità di raggiungere una velocità di trasmissione di 1,2 
GB/s in modo continuativo. Grazie alla presenza di quattro FPGA 
programmabili della famiglia Virtex-6 di Xilinx, il digitalizzatore 
ad alta velocità M9709A permette di otti mizz are ulteriormente 
le velocità di misura supportando la futura realizzazione di fun¬ 
zioni di elaborazione personalizzate ad alte prestazioni sui dati 
acquisiti direttamente sulla scheda. 

Massima fedeltà di misura per applicazioni avanzate 
“Questo nuovo digitalizzatore in formato AXIe semplifica 
notevolmente la creazione di sistemi di acquisizione dati 
estremamente densi, composti da un gran numero di cana- 
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Fig. 1-11 digitalizzatore AXIe M9709A amplia ulteriormente la famiglia 
di digitalizzatori ad alte velocità offerti da Keysight 
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li sincroni ad alta velocità con diverse scale selezionabili 
per massimizzare la gamma dinamica a disposizione degli 
utilizzatori,” afferma Pierre-Frangois Maistre, R&D project 
manager della divisione Software & Modular Solutions di 
Keysight. “Per affrontare le applicazioni più avanzate, come 
gli esperimenti legati alla fisica delle alte energie, il digita¬ 
lizzatore M9709A offre un’eccellente fedeltà delle misure su 
una banda analogica che si estende dalla continua a 500 
MHz, garantendo un numero effettivo di bit (ENOB) pari a 
6,9, una gamma dinamica priva di spurie di 52 dBc e un 
rapporto segnale/rumore di 44 dB, valori che permettono 
di acquisire la massima conoscenza dei fenomeni a partire 
dai segnali misurati.” 

Il digitalizzatore AXIe M9709A amplia ulteriormente la fa¬ 
miglia di digitalizzatori ad alte velocità offerti da Keysight 
nell’ambito della gamma di strumenti modulari in formato 
AXIe. Il modulo può essere inserito in uno dei diversi cestel¬ 
li AXIe (a 2 o 5 slot) disponibili e, in tal modo, permette di 
creare un sistema di acquisizione completo con un elevato 
numero di canali (fino a 96), in base alla configurazione del 
cestello. 
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Un nuovo acceleratore può centuplicare 
la velocità di misura 

Con l’acceleratore di misure PXIe M9451A, Keysight Technolo¬ 
gies propone invece una scheda di elaborazione che aumen¬ 
ta notevolmente la velocità delle misure di Envelop Tracking, 
o inseguimento dell’inviluppo, e della caratterizzazione della 
DPD (predistorsione digitale) nel collaudo degli amplificatori di 
potenza. Da oggi, per effettuare questi task saranno sufficienti 
poche decine di millisecondi, con un aumento della velocità 
anche di un fattore cento. 

La scheda M9451A è ora parte integrante della Soluzione di Ri¬ 
ferimento per il collaudo e la caratterizzazione di amplificatori 
di potenza e moduli PA/FEM RF (moduli front-end a radiofre¬ 
quenza), atta a velocizzare ulteriormente - senza nulla perdere 
in precisione - tutte le misure su parametri S, distorsione ar¬ 
monica, potenza e demodulazione. La Soluzione di Riferimento 
permette la caratterizzazione completa dei moduli amplificatori 
di potenza di nuova generazione, come i moduli duplexer-am- 
plificatori di potenza, o PAD (Power Amplifier-Duplexer). 

Gli algoritmi per le misure DPD adottati nella Soluzione di Rife¬ 
rimento sono estremamente affidabili e rappresentano il frutto 
di anni di stretta collaborazione con i clienti impegnati nella 
produzione di dispositivi wireless e dell’esperienza maturata 
con il software di simulazione SvstemVue e con il pacchetto 
applicativo N7614B Sianal Studio for Power Amnlifier Test di 
Keysight. Per tale motivo, questa soluzione è Tunica in grado 
di garantire risultati di misura coerenti durante l’intero ciclo di 
sviluppo della nuova generazione di moduli di amplificatori di 
potenza, dalla simulazione alla produzione in grande serie. 
Mario Narduzzi, marketing manager della divisione Software 
and Modular Solutions di Keysight, ha dichiarato: “Continuiamo 
a potenziare la nostra Soluzione di Riferimento dedicata agli 
amplificatori di potenza per offrire ai nostri clienti tecnologie 
che garantiscono prestazioni senza rivali nell’esecuzione dei 
test. La scheda M9451A mostra ciò che si può ottenere quando 
si combina la competenza nelle misure di Keysight con la ca¬ 
pacità di trasferimento dati ad alta velocità del bus PXIe e i più 
potenti dispositivi FPGA attualmente disponibili sul mercato." 

Risultati coerenti nell’intero ciclo del prodotto 
Gli script di esempio disponibili con codice di programmazione 
open source per la Soluzione di Riferimento facilitano la valuta¬ 
zione rapida delle configurazioni di collaudo dedicate agli am¬ 
plificatori di potenza, riducendo il tempo necessario per arriva¬ 
re al primo test. Grazie a queste nuove funzionalità, i progettisti 
potranno migliorare le prestazioni dei loro dispositivi che uti¬ 
lizzano le tecniche DPD e di inseguimento dell’inviluppo, ridu¬ 
cendo contemporaneamente i tempi di collaudo complessivi. 
Tanto la strumentazione modulare PXI e AXIe di Kesyight 
quanto le Soluzioni di Riferimento nascono sulla base di una 


Fig. 2 - La sche¬ 
da M9451A è ora 
parte integrante 
della Soluzione di 
Riferimento per il 
collaudo e la caratte¬ 
rizzazione di ampli¬ 
ficatori di potenza 
e moduli PA/FEM RF 
(moduli front-end) 

consolidata esperienza maturata dalla società nel settore delle 
misure e delle tecniche di taratura. Il vantaggio per gli utenti 
è di poter ottenere risultati di misura coerenti, a partire dalla 
ricerca e sviluppo fino alla produzione, e di accelerare il ciclo 
di progettazione dei nuovi prodotti. 

I moduli PAD rappresentano una soluzione sempre più diffusa, 
in alternativa alla tradizionale architettura utilizzata per realiz¬ 
zare gli amplificatori di potenza: essi infatti permettono di ri¬ 
durre il consumo energetico e di aumentare l’efficienza e l’eco¬ 
nomicità del sistema. In tal modo i progettisti possono sostituire 
numerosi componenti discreti con un unico modulo compatto, 
riducendo lo spazio occupato. I PAD si stanno rapidamente dif¬ 
fondendo tra i progettisti, anche perché li aiutano ad affrontare 
le nuove problematiche emergenti daH'utilizzo di un sempre 
maggior numero di bande di frequenza nelle reti cellulari LTE 
di nuova generazione. 

L’impegno di Keysight nel settore wireless 

Un altro recente annuncio di Keysight riguarda il potenziamen¬ 
to del test set wireless E7515A UXM, che viene esteso ai requi¬ 
siti di test CA (carrier aggregation) di LTE-A. Le nuove funziona¬ 
lità di questo prodotto riguardano il supporto di downlink 4CC, 
256 QAM e LTE-U con unlicensed carriers (fino atre), FDD-TDD 
mixed CA e misure uplink intra- e inter- CA. Nel settore wireless, 
l’impegno di Keysight si concentra sulle tecnologie 5G, senza 
trascurare i comparti WLAN e LTE-Advanced. La sfida della 
società è affrontare i più ardui problemi di progettazione e di 
test un’ampia offerta di prodotti e soluzioni a disposizione dei 
progettisti, basati sulla potenza del software e su un avanzato 
hardware modulare. 

La società dispone di numerosi esperti con una significativa 
esperienza maturata in importanti ruoli nei gruppi di standar¬ 
dizzazione dei sistemi cellulari e delle WLAN, oltre a centinaia 
di specialisti applicativi in tutto il mondo. 

Agli sviluppatori dei sistemi PCI Express Gen3, invece, si ri¬ 
volge il Protocol Exercizer U4305B, che comprende un’ampia 
gamma di tool di test PCIe per la validazione dei prodotti Geni, 
Gen2 e Gen3 con ampiezza di lane fino a x 16. Con questo pro¬ 
dotto, Keysight si propone di supportare i progettisti che si tro¬ 
vano ad affrontare le nuove tecnologie di test, come la NVMe 
(Non-Volatile Memory Express) e il nuovo standard a bassissi¬ 
mo consumo LI substrato ■ 
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Due nuovi tool per 
la simulazione delle EMI 
nei piccoli sistemi 

La caratterizzazione dei prodotti elettronici 
Lucio Peiiizzan è sempre più critica per l’accrescersi dei 

punti capaci di diventare sorgenti di campo 
elettromagnetico e di quelli che possono 
comportarsi come antenne capaci di riceverne 
l’interferenza 


L a compatibilità elettromagnetica (o EMC) è l’attitudine 
che ha un sistema elettronico a diffondere o catturare 
campi elettromagnetici dagli altri sistemi. Questi disturbi 
possono manifestarsi sia come forme d'onda che si propagano 
attraverso i cablaggi e le piste delle schede sia come radiazioni 
irradiate nell’etere da qualsiasi componente abbia la possibili¬ 
tà di comportarsi da antenna. In genere i sistemi che emettono 
onde elettromagnetiche sono anche capaci di riceverle ma ci 
sono pure sottosistemi prevalentemente sorgenti o ricevitori 
di campo. In ogni caso, la compatibilità elettromagnetica è 
diventata oggi un problema critico a causa dell'enormità delle 
sorgenti di interferenze elettromagnetiche (EMI) capillarmente 
presenti dappertutto ed è quindi ineluttabile cercare di pre¬ 
venire il fenomeno per abbattere al minimo la probabilità che 
avvenga. 

Fra le cause maggiormente responsabili della maldestra irra¬ 
diazione di energia elettromagnetica ci sono senza dubbio le 
stazioni cellulari dei telefonini, i cavi per il trasporto dell’ener¬ 
gia elettrica, gli interruttori e i commutatori di potenza nonché 
le scariche elettriche atmosferiche ma ce ne sono molte altre 
che hanno il fastidio di allargarsi in ampie bande di frequenza 
con diversi valori di intensità di campo. È perciò indispensa¬ 
bile poter simulare tutte le possibilità di accoppiamento fra le 
parti che compongono un sistema elettronico e le condizioni 
elettromagnetiche tipiche degli ambienti in cui si troveranno 
a funzionare. 

I software di simulazione atti a tal scopo consentono di predire 
le interferenze e gli accoppiamenti negli ambienti dove sono 
presenti molte sorgenti e molti ricevitori e valutare in quali ban- 



Fig. 1 - Il tool EMIT di Delcross simula le interferenze fra i campi elettro- 
magnetici emessi in spazi ristretti da più sorgenti e ne verifica gli effetti 
su tutte le possibili antenne riceventi 


de di frequenza si manifestano e quali conseguenze possono 
avere sui sistemi. 

Prevedere le interferenze 

Delcross Technologies ha un ricco background nei tool di 
Computer Aided Engineering per la simulazione Asymptotic 
Computational Electromagnetic e per l’analisi Cosite Interfe- 
rence Analysis e attualmente propone le tre linee di prodotto 
EMIT, Savant e Signa che consentono di modellare qualsiasi so- 


68 - ELETTRONICA OGGI 447 - LUGLIO/AGOSTO 2015 






EMI SIMULATION EDA/SW/T&M 


mouser.it/new 


Distributore autorizzato globale dei 
PIÙ INNOVATIVI componenti elettronici. 


Non puoi inventare il futuro con 
prodotti del passato. 



Fig. 2 - Nella versione EMIT V4.0 l'analisi dei campi viene ripetuta in più 
modalità e l'interfaccia grafica permette di visualizzare i risultati su più 
finestre ancorabili su differenti monitor 


vrapposizione fra più campi elettromagnetici e in diverse ban¬ 
de, compresa la radiofrequenza. Savant serve per la Installed 
Antenna Performance Simulation, ovvero per simulare le pre¬ 
stazioni delle antenne installate e verificarne l’accoppiamento 
con i campi vicini (Near Field) in trasmissione e in ricezione 
mentre Signa serve per la Complex Radar Signature Analysis, 
ossia l’analisi della propagazione dei campi nello spazio in fun¬ 
zione della geometria dell’ambiente circostante e delle varia¬ 
zioni della radiazione nel dominio della frequenza e del tempo. 
EMIT (Electromagnetic Interference Toolkit) è il prodotto di 
punta della società ed è essenzialmente un RF Cosite Inter- 
ference Prediction che simula le interferenze che si generano 
negli spazi ristretti fra tutto ciò che può comportarsi come sor¬ 
gente o ricevitore di campo elettromagnetico, considerando lo 
spettro di frequenze esteso da 10 kHz fino a oltre 100 GHz. 

La scorsa primavera Delcross ha presentato la nuova versio¬ 
ne EMIT V4.0 che dichiara cento volte (lOOx) più potente della 
precedente (3.3). Innanzi tutto, nell’interfaccia grafica (GUI) è 
stata introdotta la possibilità di ancorare le finestre a piacimen¬ 
to, in modo tale da poterle selezionare e u t i l izzare più agevol¬ 
mente sullo schermo ma anche distribuirle simultaneamente 
su più monitor, persino tramite differenti interfacce basate su 
diversi sistemi operativi. Inoltre, fra le funzionalità che sono 
state aggiunte nella nuova versione 4.0 si trova innanzi tutto 
la capacità di distinguere fra EMI in-band e out-of-band ossia 
fra le interferenze che hanno frequenze vicine oppure molto 
lontane rispetto a quella tipica di lavoro di ogni sistema o sotto¬ 
sistema, il che permette di valutare in modo più preciso la loro 
potenzialità di accoppiamento. 

L’analisi della direzione di provenienza delle interferenze con¬ 
sente di individuare subito la sorgente che la sta generando 
e di conseguenza il tool mostra immediatamente un riquadro 
con le possibili soluzioni adatte per schermarla o filtrarla. Il 
software imposta la simulazione contemporaneamente su più 
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Fig. 3 - CST Studio Suite integra svariati tool per la simulazione e l'a¬ 
nalisi della distribuzione spaziale dei campi elettromagnetici nelle tre 
dimensioni e in un'ampia gamma di frequenze 


canali applicando segnali elettromagnetici multipli per verifi¬ 
care la risposta di tutte le parti del sistema non solo alle fre¬ 
quenze d’interesse ma anche alle loro principali armoniche. 
Poi, per ogni elemento probabilmente ricettore di interferenze 
viene ripetuta una simulazione 1-on-l, 2-on-l, 3-on-l fino a 
N-on-1 selezionando di volta in volta una o più delle probabili 
sorgenti di emissioni e decidendo per ognuna una o più soglie 
di attenzione in modo tale da valutare tutti gli accoppiamenti 
d’intermodulazione. In questo modo il tool consente di ottenere 
un quadro di indagine affidabile ed efficace. 

Simulare le EMC/EMI in 3D 

CST è acronimo di Computer Simulation Technology, società 
fondata per sviluppare tool di simulazione dei campi elettroma¬ 
gnetici con funzionalità 3D adatte all’analisi e alla valutazione 
degli accoppiamenti fra le radiazioni ad alta frequenza emesse 
dai sistemi elettronici. Il suo principale prodotto è la CST Stu¬ 
dio Suite che comprende diversi tool 3D di simulazione elettro- 
magnetica fra cui il CST Boardcheck che serve per esaminare 
l’integrità dei segnali e il livello di compatibilità elettromagneti¬ 
ca nelle schede stampate e l’Antenna Magus che semplifica la 
caratterizzazione delle antenne grazie a un ricco assortimento 
di modelli configurabili che aiutano a rappresentare quelle par¬ 
ti dei sistemi che evidenziano un comportamento da antenna 
trasmittente o ricevente. I modelli fedeli delle sorgenti di cam¬ 
po elettromagnetico e di tutti i punti che possono riceverli ac¬ 
coppiandone l’energia con i circuiti ivi presenti sono essenziali 
nell’analisi delle interferenze, non solo alla radiofrequenza ma 
anche nella banda delle microonde. 

Nella suite si trovano, innanzi tutto, il tool CST Microwave Studio 
(MWS) per la simulazione 3D nel dominio del tempo dei campi 


ad alta frequenza e il CST EM Studio (EMS) per la simulazione 
e l’analisi 3D della distribuzione spaziale dei campi statici o a 
bassa frequenza. Questi due tool consentono di caratterizzare 
tutti gli elementi in gioco come antenne, filtri e cavi con il primo 
e motori, sensori o trasformatori con il secondo. Più orientati a 
utilizzi custom sono il CST Particle Studio (PS) e il CST MPhysics 
Studio (MPS) che servono il primo per la simulazione dei cam¬ 
pi irradiati dalle particelle cariche in movimento come fasci 
di elettroni, tubi catodici o magnetron e il secondo per l’ana¬ 
lisi degli stress termici e meccanici causati dalla presenza dei 
campi elettromagnetici. Più vicini alle applicazioni sono il CST 
Cable Studio (CS) e il CST PCB Studio (PCBS) per la simulazione 
dell’integrità dei segnali e del livello di EMC/EMI attorno ai cavi 
e alle schede stampate. Infine, nella suite c’è anche il prezioso 
CST Design Studio (DS) che semplifica la sintesi e la simulazio¬ 
ne elettromagnetica dei circuiti. 

Alla fine dello scorso gennaio la società ha presentato il nuovo CST 
EMC Studio specifico per la simulazione e Tanalisi dei livelli di EMC 
ed EMI nei prodotti elettronici di piccole e medie dimensioni, utile 
non solo per i costruttori di apparecchi di elettronica consumer ma 
anche per i laboratori universitari nelle ricerche sulla propagazio¬ 
ne dei campi elettromagnetici. Questo tool consente di simulare e 
valutare i campi emessi per radiazione o per conduzione, la suscet- 



Fig. 4-11 nuovo CST EMC Studio permette di valutare i livelli di EMC ed 
EMI nei sistemi elettronici e caratterizzarne l'immunità alle scariche 
elettrostatiche e ai campi di elevata intensità nel dominio del tempo 


Ubilità di parti del sistema alle scariche elettrostatiche e agli Envi- 
ronmental Electromagnetic Effects (E3) nonché la probabilità di 
accoppiamento con qualsiasi tipo di campo ad alta intensità (HIRE 
High-Intensity Radiated Field) o campo impulsato (EMP Electroma¬ 
gnetic Pulses). Il motore di calcolo è di tipo 3D Transmission Line 
Matrix (TLM) con algoritmi numerici specifici per Tanalisi tridimen¬ 
sionale dei campi in grado di simulare anche gli effetti non lineari 
dovuti al rumore elettromagnetico presente, n tool è predisposto per 
importare e scambiare file dati in tutti i formati EDA più diffusi. ■ 
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Bilancio consolidato al 31 dicembre 2014 - Gruppo Fiera Milano SpA 


(migliaia di euro) 

note 

Prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria consolidata 

31/12/14 

31/12/13 

riesposto* 


ATTIVITÀ 1 




Attività non correnti 



4 

Immobili, impianti e macchinari 

18.427 

18.549 

5 

Immobili, impianti e macchinari in leasing 

Investimenti immobiliari non strumentali 

11 

10 

6 

Avviamenti e attività immateriali a vita non definita 

109.474 

109.930 

7 

AMIà immateriali tita detta 

41.584 

49.222 

8 

Parteapazioni valutate con il metodo del patrimonio netto 

15.462 

15.368 

9 

Altre partecipazioni 

Altre attività finanziarie 

40 

40 

10 

Crediti commerciali e aitn' 

13.275 

14.228 

48 

di cui vs parti corniate 

12.189 

12.784 

11 

Attività fiscali per imposte differite 

6.457 

2.055 


Totale 

204.730 

209,402 


Attività correnti 



12 

Crediti commerciali e altri 

50.604 

53.546 

48 

di cui vs parti correlate 

6.795 

2.390 

13 

Rimanenze 

5.028 

4.006 


Lavori in corso su ordinazione 



14 

Attività finanziarie 


635 

15 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 

12.276 

11.416 


Totale 

67.908 

69.603 


Attività destinate alla vendita 

Attività destinate alla vendita 




Totale attivo 

272.638 

279,005 






PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ 1 



16 

Patrimonio netto 




Capitale sodale 

41.521 

41.521 


Riserva da sovrapprezzo azioni 

Riserva da rivalutazione 

909 

13.573 


Altre riserve 

3.387 

1.475 


Risultato netto di eserdzi precedenti 

-9.828 

-5.421 


Risultato netto dell'esercizio 

-18.955 

-16.498 


Totale Patrimonio netto di Gruppo 

17.034 

34,650 






Interessenze di minoranza 

2.654 

2,812 






Totale Patrimonio netto 

19.688 

37.462 


Passività non correnti 




Obbligazioni in circolazione 



17 

Debiti'verso banche 

26.898 

34.408 

18 

Altre passività finanziarie 

2.001 

3.491 

48 

di cui vs parti corniate 

1.781 

2.518 

19 

Fondi per rischi e oneri 

1.752 

2.583 

20 

Fondi relativi al personale 

10.286 

9.202 

21 

Imposte differite passive 

7.147 

7.949 

22-48 

Altre passività 

55 

1.195 


Totale 

48.139 

58.828 


Passività correnti 




Obbligazioni in circolazione 



23 

Debiti verso banche 

82.894 

55.405 

24 

Debiti verso fornitori 

36.160 

43.830 

25-48 

Acconti 

39.641 

37.047 

26 

Altre passività finanziarie 

22,150 

20.572 

48 

di cui vs parti corniate 

21.981 

20.410 

27 

Fondi per rischi e oneri 

1.326 

2.044 

28 

Debiti tributari 

2.091 

2.045 

29 

Altre passività 

20.549 

21.772 

48 

di cui vs parti corniate 

4.128 

2.697 


Totale 

204.811 

182.715 


Passività destinate alla vendita 

Passività destinate alla vendita 




Totale passivo 

272.638 

279.005 


* Alcuni importi del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2013 sono stati riesposti ai lini comparativi per riflettere gli effetti dell'applicazione del nuovo principio 1FRS11 in vigore dal 

1° gennaio 2014, come indicato nella nota l 


(migliaia di euro) 

note Prospetto di conto economico complessivo consolidato 

2014 

2013 riesposto 

* 

33-48 Bica» delle vendite e delle prestazioni 

245.45? 

245.057 

Totale ricavi 

245,457 

245,057 

34 Costì per materiali 

2.140 

3.662 

35 Costi per servizi 

137.400 

128.220 

48 di cui vs parti correlate 

1.838 

2.493 

36 Costì per godimento di beni di terzi 

57.875 

63.062 

48 di cui vs parti correlate 

52.363 

57.791 

3? Costì del personale 

49,276 

47.587 

38 Altre spese operative 

6.783 

7.631 

48 di cui vs parti correlate 

m 

985 

Totale Costi Operativi 

253,774 

250.162 

39 Proventi diversi 

3.531 

5.088 

48 di cui vs parti correlate 

307 

1.547 

40 Risaltato di Società collegate e jmt efurevalutate a patrimonio netto 

1.448 

2.172 

Margine Operativo Lordo (MOL) 

■3,338 

2.155 

41 Ammortament immobili, impianti e macellari 

6.814 

7.484 

Ammortamenti investimenti immobiliari 



41 Ammortamenti attività immateriali 

6.643 

6.661 

42 Rettifiche di valore di attività 

3.637 

6.591 

43 Svalatazìone dei crediti e altri accantonamenti 

-1.639 

■1.494 

Risultato Operativo Netto (EBIT) 

■18,793 

■17,087 

4448 Pimenti finanziari e assimilati 

958 

1.125 

45 Oneri finanziari e assimilati 

5.857 

4.970 

48 di cui vs parti correlate 

W 

« 

Valutazione di attività finanziarie 



Risultato prima delle imposte 

■23.692 

■20,932 

46 Imposte sui reddito 

4.586 

4.307 

Risultato netto dell'esercizio da attività continuative 

■19,106 

■16.625 

Risultato netto dell'esercizio da attività destinate alla vendita 



Risultato netto dell'esercizio 

■19,106 

■16.625 

Risultato netto dell'esercizio attribuibile a: 



Soci della controllante 

■18.955 

•16.498 

Interessenze di minoranza 

■151 

■127 

Altre componenti del conto economico complessivo che non saranno 



successivamente riclassificati nel risultato dell'esercizio 



Rimisurazione piani a benefici definiti 

■544 

■110 

Effetti fiscali 

150 

18 

Altre componenti del conto economico complessivo che saranno successivamente 



riclassificati nel risultato dell'esercizio 



Differenze di conversione dei bilanci di imprese estere 

810 

■3.441 

Altre componenti del conto economico complessivo 



dell'esercizio al netto degli effetti fiscali 

446 

■3.569 

Risultato netto complessivo dell'esercizio 

■18.660 

■20.194 

Risultato netto complessivo dell’esercizio attribuibile a: 



Soci della controllante 

■18.612 

•19.404 

Interessenze di minoranza 

48 

■790 


-0,4565 

-0,3973 

47 Risultato per azione (in euro) 

-0,4565 

0,3973 

* Alcuni importi del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2013 sono stati riesposti ai fini comparativi per riflettere gli effetti dell'applicazione del nuovo principio IFRS11 

in vigore dal 1° gennaio 2014, come indicato nella nota 2. 







































Convertitore DC-DC bidirezionale 

TDK Lambda ha annunciato il convertitore DC/DC bi¬ 
direzionale da 2500W (EZA2500-32048), adatto per i 
sistemi di accumulo di energia con batterie ricaricabi¬ 
li. Questo dispositivo è controllato digitalmente e può 
cambiare automaticamente la direzione di conversio¬ 
ne da sorgenti ad alta tensione in corrente continua, 

alimentato da energia 
solare o eolica, alle bat¬ 
terie 48 Vdc e viceversa. 
Oltre ai piccoli e medi 
dispositivi di immagaz¬ 
zinamento dell'energia, 
le applicazioni princi¬ 
pali includono test della 
batteria agli ioni di litio, 
l'utilizzo di energia ri¬ 
generata da robot, gru, 
veicoli terrestri autono¬ 
mi e impianti di risalita. 

EZA2500 opera in un range di tensione da 36 a 60V o 
da 300 a 380V di tensione continua con correnti mas¬ 
sime di, rispettivamente, +/-52A o +/-7.8A. La tensione 
di uscita e la corrente possono essere programmati e 
monitorati tramite la porta RS-485. Le dimensioni per 
EZA2500 sono 43,6 mm (1U) di altezza, 423 mm di lar¬ 
ghezza e 400 mm di profondità. Le certificazioni inclu¬ 
dono UL/CSA 60950-1, EN 60950-1 e porta il marchio CE 
per la LVD e RoHS2. EZA2500 funziona a pieno carico a 
una temperatura ambiente da -10 °C a + 40 °C con effi¬ 
cienze operative fino al 94%. 

VNA a 2 e 4 porte a elevate 

Anritsu ha ampliato la nuova famiglia di Vector Network 
Analyzer (VNA) ShockLine presentando la serie Perfor¬ 
mance ShockLine MS46500B. Grazie ad alcune presta¬ 
zioni tra cui il range dinamico migliore della categoria 

e la massima potenza 
di uscita, la nuova se¬ 
rie MS46500B riduce 
i sia il costo per test sia 
V = il time to market in nu- 

-— merose applicazioni di 

testing fino a 8,5 GHz, 
comprese la proget¬ 
tazione e produzione 
di apparecchiature di 
rete portatili, dispositivi mobili, cablature automobilisti¬ 
che, interconnessione dati ad alta velocità e componen¬ 
ti per System integration. 

La serie MS46500B è composta dalla versione 2-porte 
MS46522B e da quella 4-porte MS46524B. Ogni stru- 
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mento è dotato di una sorgente indipendente per cia¬ 
scuna porta, e può effettuare lo sweep e la misura dei 
parametri S contemporaneamente in entrambe le dire¬ 
zioni di misura, consentendo la riduzione del 50% tem¬ 
po di misura nel caso di 2-porte e del 75% nel caso di 
4-porte. Grazie a questo miglioramento, l'utilizzo della 
serie MS46500B permette di aumentare significativa¬ 
mente il throughput dei processi produttivi. 


Moduli IGBT 

Elettromeccanica ECC ha presentato i nuovi moduli IGBT 
SerieTdi Mitsubishi con chip della settima generazione. 
Caratterizzati da una maggiore durata e da un'alta af¬ 
fidabilità grazie all'ulteriore riduzione della perdita di 
potenza, i nuovi Moduli IGBT Mitsubishi serie T sono 
un prodotto ideale per 
le aziende produttrici di 
inverter general-purpo- 
se, ascensori, UPS, appa¬ 
recchiature per energia 
solare ed eolica, motori 
e altre attrezzature in¬ 
dustriali. 

IGBT e diodo di settima 
generazione sono alla 
base delle ridotte per¬ 
dite di potenza, il chip 
CSTBT di settima generazione assicura perdite ridotte 
e un basso livello di rumore EMI, il diodo "Relaxed Fied 
of Cathode (RFC)" consente perdite ridotte di potenza 
e permette la soppressione dei picchi di "Recovery-Vol- 
tage". 

La struttura interna dei moduli IGBT serie T è stata mi¬ 
gliorata e semplificata, mantenendo la completa com¬ 
patibilità del modulo con gli standard internaziona¬ 
li. L'integrazione di Isolamento base rame nel substrato, 
e l'innovativa costruzione interna contribuiscono ad 
aumentare la durata del ciclo termico e la bassa indut¬ 
tanza interna. 

IC per la misura digitale 
della temperatura 

Linear Technology ha presentato LTC2984, un circuito 
integrato ad alte prestazioni per la misura digitale della 
temperatura che digitalizza direttamente RTD, termo¬ 
coppie e diodi esterni con precisione di 0,1 °C e risolu¬ 
zione di 0,001 °C. LTC2984 si basa su LTC2983 di Linear 
Technology con l'aggiunta di memoria EEPROM (elec- 
trically erasable programmable read-only memory) che 
memorizza i dati di configurazione utente e i coefficien¬ 
ti personalizzati dei sensori. Questa aggiunta elimina la 
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programmazione di 
CI e sensori da parte 
di un processore host 
e semplifica l'utilizzo 
di schede o moduli 
autonomi per il rile¬ 
vamento della tem¬ 
peratura. LTC2984 è 
compatibile a livello 
di pin e software con 
LTC2983. La memo¬ 
ria non volatile di 
LTC2984 semplifica il 
design e offre maggiore affidabilità ai sistemi di sensori 
modulari e personalizzati. 

LTC2984 include tutte le funzionalità di LTC2983 con in più 
la memoria EEPROM. Un front end analogico a prestazioni 
elevate combina convertitori analogico-digitali con buf¬ 
fer, basso rumore e basso offset con i necessari circuiti di 
eccitazione e controllo per ciascun sensore. 

Alimentatore DC da laboratorio 

Conrad Business Supplies offre in pronta consegna la più 
recente serie di alimentatori in corrente continua (DC) da 
laboratorio di EA Elektro-Automatik. 

La nuova famiglia di alimentatori programmabili e regola¬ 
bili serie PSI 9000 in formato rack da 19 pollici con altezza 

3U è disponibile in 
diverse versioni con 
tensione massime 
di uscita comprese 
tra 40 e 1500 VDC. 
Gli alimentatori ga¬ 
rantiscono la mas¬ 
sima qualità che 
contraddistingue i prodotti di EA Elektro-Automatik in un 
formato progettato per offrire più sicurezza, robustezza e 
affidabilità rispetto ai prodotti della concorrenza. Costruiti 
per resistere anche alle condizioni operative più impegna¬ 
tive, gli alimentatori PSI 9000 3U sono ideali per affrontare 
applicazioni nei settore dell'automobile, aerospaziale ed 
elettrochimico. 

Diodi TVS a quattro canali 

Littelfuse ha presentato la serie SPI015 di diodi TVS in 
miniatura, bidirezionale, a quattro canali (diodi SPA), pro¬ 
gettata per proteggere linee dati sottoposte a scariche 
elettrostatiche che possono causare guasti. Questi robusti 
diodi possono assorbire con sicurezza le scosse elettrosta¬ 
tiche ripetitive (contatto ±20 kV, aria ±30 kV) ben sopra il 
livello massimo specificato nello standard internazionale 
IEC61000-4-2, senza calo di rendimento. Il loro schema bi¬ 


direzionale offre protezione simme¬ 
trica dalle scariche elettrostatiche 
per linee dati, quando sono presen¬ 
ti segnali CA. Con soli 0,65Q di re¬ 
sistenza dinamica, la serie SPI 015 
consente la bassa tensione di bloc¬ 
caggio necessaria a proteggere i 
circuiti integrati in minigeometria, 
impiegati nei moderni dispositivi 
elettronici. Poiché la serie SPI 015 
fornisce quattro linee di protezione 
da scariche elettrostatiche in una 
confezione compatta flip chip, è 
ideale per applicazioni in cui sia essenziale sfruttare ogni 
spazio su scheda, comprese le interfacce delle micro SIM, le 
linee controllori di schermo tattile e i dispositivi I/O generi¬ 
ci su smartphone, dispositivi indossabili, tablet e eReader. 

IC per il controllo elettronico 
dell'acceleratore 

Toshiba Electronics Europe ha presentato un nuovo cir¬ 
cuito integrato piccole dimensioni dedicato al pilotaggio 
di motori a corrente continua con spazzole. Sebbene sia 
principalmente indicato per realizzare sistemi destinati 
al controllo dei moto¬ 
ri negli autoveicoli, 
come l'acceleratore 
elettronico e il con¬ 
trollo delle valvole, 
il circuito integrato 
TB9051FTG si preste 
anche a essere utiliz¬ 
zato per il controllo 
di sistemi di bordo 
funzionanti con cor¬ 
renti fino a 5A, come 
gli specchietti laterali 
e la serratura per la chiusura del bagagliaio. 

Il dispositivoTB9051FTG integra un circuito un ponte-H a 
canale singolo con due tensioni di alimentazione (VBAT e 
VCC). Oltre alle funzioni di marcia in avanti, marcia all'in- 
dietro e frenatura, è anche in grado di gestire il control¬ 
lo PWM e il controllo della limitazione della corrente e si 
può utilizzare per il monitoraggio della corrente nel ramo 
superiore (high-side) e per la diagnostica e il ripristino 
all'accensione (Power-On Reset). Il nuovo dispositivo ha 
un'efficienza molto elevata e si presenta nel compatto 
contenitore P-QFN28 (6 mm x 6 mm), adatto a schede di 
piccole dimensioni. 

La distribuzione dei campioni avrà inizio a settembre 
2015, mentre la produzione di in grande serie è prevista a 
partire da ottobre 2016. 
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Alimentatore Front-End 

CUI ha annunciato un alimentatore ac-dc "front-end" 
da 1100W da utilizzare in applicazioni ridondanti (N+1) 
"mission criticai". Il nuovo PSA-1100-12 è caratterizzato 
da una densità di potenza di 25,34 W/in 3 , può raggiun¬ 
gere livelli di efficienza prossimi al 94% ed è ospitato in 
un package in formato 1U compatto e sottile che misu¬ 
ra 40 x 54,5 x 321,3 mm. Il profilo di soli 54 mm consente 
ai progettisti di minimizzare l'ingombro dell'applicazio¬ 
ne finale rispetto ad altre soluzioni 

presenti sul mercato. L'ali¬ 

mentatore forni- 

.. i 

; sce in uscita una 
tensione di 12 Vdc, 
mentre per l'uscita di 
standby sono disponibili 
due opzioni (5 Vdc o 3.3 Vdc) 
selezionabili tramite pin. Alimenta- 
di tipo "hot pluggable", PSA-1100- 
ne di un connettore ac IEC320 sulla 
parte frontale e di un connettore di uscita "indu- 
stry standard" che integra i pin di segnale e di poten¬ 
za de sulla parte posteriore. Questa unità è adatta per 
applicazioni quali apparati telecom, di networking e 
server che prevedono il montaggio a rack e per le qua¬ 
li affidabilità, densità di potenza e consumo di energia 
sono fattori critici. 

Migliori prestazioni 
dei dispositivi ESD ceramici 

Murata ha annunciato di aver incrementato del 20% (in 
termini di tensione di picco) le prestazioni dei disposi¬ 
tivi di protezione ESD ceramici della serie LXES rispetto 
a quelle offerte dagli analoghi dispositivi della prece¬ 
dente generazione. I dispositivi di protezione ESD cera¬ 
mici di Murata utilizzano lo spazio di separazione (gap) 
che esiste tra gli elettrodi come elemento di scarica. A 
causa della diminuzione del gap tra gli elettrodi, la ri¬ 
gidità dielettrica del materiale ceramico si "indebolisce" 
nel caso di applicazione ripetuta di tensioni di valore 
elevato (fino a 8 KV). Al fine di ovviare a questa limita¬ 
zione Murata ha messo 
a punto una tecnologia 
multi-strato che abbi¬ 
na una protezione ESD 
con bassa tensione di 
aggancio alla rigidità 
dielettrica richiesta per 
resistere a scariche con¬ 
tinue ad alta tensione. 
Grazie a una riduzione 


del 20% della tensione di aggancio, LXES15AAA1-153 
e LXES03AAA1-154 garantiscono prestazioni a livello 
di protezione ESD, del tutto equivalenti a quelle di un 
TVS (Transient Voltage Suppressor) in silicio ma con un 
valore di capacità molto più basso.Tra le applicazioni ti¬ 
piche: protezione ESD per le interfacce di molti sistemi 
elettronici; terminali d'antenna per prodotti di comu¬ 
nicazione wireless (GPS, Wi-Fi e LTE); linee di segnali ad 
alta velocità per USB e HDMI e interfacce esterne di pan¬ 
nelli tattili, monitor, pulsanti e commutatori. I modelli 
LXES15AAA1-153 e LXES03AAA1-154 sono in grado di 
operare in un intervallo di temperatura esteso, compre¬ 
so tra -40 e +85°C. 

Regolatore LDO 

Semtech ha annunciato un nuovo 
dispositivo, denominato SC563, che 
svolge la funzione di un regolatore a 
doppia uscita e basso dropout (LDO) 
in un package MLPD di 1,6 mm x 1,2 
mm x 0.6 mm a 8 pin. 

Il regolatore SC563 fornisce due uscite 
regolate fino a 300 mA per ogni cana¬ 
le, accetta una linea di alimentazione 
in ingresso da 2,3V a 5,5V e fornisce 
due uscite regolate fisse che elimina¬ 
no la necessità di reti resistive esterne. 

Si presenta in un package ultra-sottile 
con protezione fino a 4 kV. Un ingombro ultra-piccolo 
accoppiato con un basso dropout di 180 mV, consente 
ai progettisti di implementare alimentatori di piccole 
dimensioni e ad alta efficienza. SC563 è adatto per l'e¬ 
lettronica portatile e indossabile dove sono richieste 
una durata prolungata della batteria e piccoli fattori di 
forma. 

Generatori di forme 
d'onda arbitrarie 

Spectrum ha annunciato il rilascio di tre nuovi gene¬ 
ratori di forme d'onda arbitrarie (AWG) della serie M4i 
(compatibile al 100% con la serie M2i.60xx), che sta¬ 
biliscono nuovi standard in termini di velocità e preci¬ 
sione. I nuovi modelli a uno, due e quattro canali sono 
in grado di emettere segnali elettronici a velocità fino 
a 625 Megacampioni/secondo (MS/s) con risoluzione 
verticale a 16 bit. La loro combinazione rende questi 
nuovi strumenti ideali per la generazione di segnali ad 
alta frequenza fino a 200 MHz, con la massima fedeltà 
e precisione possibile. La gamma di frequenza e presta¬ 
zioni dinamiche, sia in segnale-rumore (SNR) sia spu- 





SC563 Tiny Dual Output 
LDO Regulator 
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rious free dynamic range 
(SFDR), li rendono inte¬ 
ressanti per applicazioni 
in settori quali le comu¬ 
nicazioni, la radio, il radar, 
semiconduttori, nano-tec¬ 
nologia, sperimentazione 
multimediale, automazio¬ 
ne, ultrasuoni, l'ottica, la 
scienza medica e biologi¬ 
ca. I generatori sono completamente programmabili 
(livelli d'uscita da ±200 mV a ±5V in alta impedenza) e 
lavorano con il software di Spectrum SBench 6, nonché 
con software come LabVIEW, LabWindows e MATLAB. 
L'AWG include una serie di modalità operative quali 
Single Shot, Loop, FIFO, Gating and Sequence Replay. 



queste sfide e consente nuove strategie di sperimenta¬ 
zione e una maggiore produttività. 

Il software HDMXpress permette agli utenti di creare 
rapidamente e facilmente i modelli di prova del pro¬ 
prio ricevitore. Il tool di interfacce con l'applicazione 
TekExpress HDM fornisce il supporto per la calibrazione 
in closed-loop per il test di jitter. Lo strumento è ideale 
anche per gli ingegneri che hanno bisogno di verificare 
la conformità di prototipi di design. 


Sensori ZigBee con datalogger 

Acceed ha annunciato la disponibilità di nuovi sensori 
di Nietzsche Enterprise per la registrazione e il tratta¬ 
mento di dati di misura secondo lo standard ZigBee. I 
dispositivi Nietzsche vengono utilizzati per impianti di 
grandi dimensioni, come serre, celle frigorifere, magaz¬ 
zini, musei e gestione logistica 
degli edifìci. I sensori sono utilizzati 
ovunque sia necessario coprire un 
gran numero di punti di misura con 
tecnologia affidabile e a risparmio 
energetico. 

Il sensore di temperatura e umidità 
STH-01ZB funziona con la tecnolo¬ 
gia di trasferimento wireless ZigBee 
(profilo HA) e raggiunge portate 
fino a 500 metri in campo aperto. 
Il software QuickView incluso nella fornitura consen¬ 
te l'osservazione in tempo reale e l'analisi dei valori di 
misura. Tutti i dati di misurazione possono essere letti 
direttamente sul monitor del dispositivo. Una batteria al 
litio può essere inserita come alimentatore, consenten¬ 
do un periodo di funzionamento da 5 a 10 giorni, con la 
trasmissione di dati a intervalli di 1 minuto. 

Soluzioni di test HDMI 2.0 

Tektronix ha annunciato di aver ampliato il proprio 
portafoglio di soluzioni di test HDMI con l'aggiunta di 
opzioni di analisi avanzate e il supporto di caratteriz¬ 
zazione per la prova del ricevitore HDMI 2.0. Il nuovo 
HDMXpress fornisce un supporto completo per la ge¬ 
nerazione di modelli di prova HDMI e calibrazione auto¬ 
matica, eliminando la necessità per la creazione del mo¬ 
dello manuale. HDMXpress aiuta a soddisfare al meglio 


Decoder video analogico 

Intersil ha annunciato il decoder video analogico TW9992 
(NTSC/PAL) con una interfaccia di uscita MIPI-CSI2 inte¬ 
grata che garantisce la compatibilità con nuovi processo¬ 
ri SoC. L'Interfaccia MIPI-CSI2 semplifica la progettazione, 
rendendo più facile l'interfacciamento con SoC e ridu¬ 
cendo al contempo anche 
il profilo EMI del sistema. 

Progettato con diagno¬ 
stica integrata e qualità 
video superiore, TW9992 
con filtro comb adaptive 
4H, affronta le grandi sfide 
dei sistemi video automo- 
tive. È dotato di regola¬ 
zione automatica del con¬ 
trasto (ACA), in grado di 
aumentare automaticamente o ridurre la luminosità/ 
contrasto di un'immagine per una maggiore visibilità e 
sicurezza. Il decoder è qualificato AEC-Q100 con tensione 
di uscita da 1.8V a 3.3V. Il software di controllo permette 
combinazioni di CVBS single-ended o differenziale con 
consumo energetico di 100 mW tipico. 

Driver IGBT/Mosfet SMD 

Vishay Intertechnology ha ampliato il suo portafoglio di 
optoelettronica, con l'introduzione di IGBT/Mosfet SMD 
a 2,5 A. Questi nuovi dispositivi trovano spazio nelle uni¬ 
tà a motore, energie alternative, impianti di saldatura e 
altre applicazioni ad alta tensione di lavoro. VOL3120 
presenta un ingombro ridotto con altezza di 2,5 mm. 
Oltre alle sue dimensioni compatte, il dispositivo forni¬ 
sce un rating ad alta tensione di isolamento di VIORM 
= 1.050V e VIOTM = 8000V, ideale per applicazioni che 
operano in condizioni di esercizio critiche. 
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Veloce Power Application 
ridefinisce il flusso di Power Analysis 

Nel settore dei dispositivi mobili (smartphone, tablet e così via) si è negli ultimi 
anni assistito a un enorme cambiamento delle modalità d’uso degli apparecchi 


Q uesti dispositivi vengono oggi utilizzati, in aggiunta ai 
normali compiti di un telefono cellulare, anche per ese¬ 
guire videogiochi, guardare film o seguire eventi spor¬ 
tivi. Questo spostamento del paradigma d’uso sta causando an¬ 
che un collaterale spostamento nella metodologia utilizzata dai 
progettisti per il flusso di power analysis (analisi del consumo 
elettrico). Cos e che rende inadeguati i flussi e le metodologie 
attuali di power analysis? Innanzitutto, l'aumento del consumo 
elettrico dinamica conseguente alla riduzione della scala tec¬ 
nologica dei nodi. Secondariamente, i testbench funzionali uti¬ 
lizzati, spesso ottenuti riadattando quelli tradizionalmente utiliz¬ 
zati per la generazione dei dati di consumo elettrico, non sono 
adeguati per l’analisi degli attuali problemi di gestione dei con¬ 
sumi. Infine, gli strumenti specializzati di power analysis non 
erano stati progettati per effettuare misurazioni del consumo 
elettrico a livello di intero chip/sistema durante l’esecuzione di 
applicazioni software. Quando si esegue l'emulazione di dispo¬ 
sitivi caratterizzati da elevati contenuti di software applicativo, 
il metodo attuale di generazione dei dati di attività consistente 
nella creazione di file (come ad es. i file FSDB) genera file di 
dimensioni troppo grandi per poter essere efficacemente utiliz¬ 
zati dagli strumenti di power analysis. 

Il software Veloce Power Application di Mentor Graphics intro¬ 
duce tuttavia una nuova metodologia avanzata, che consente ai 
progettisti dei chip di identificare le criticità relative al consumo 
elettrico durante l'esecuzione dei test a livello di sistema, cattu¬ 
randone agevolmente anche le informazioni di dettaglio utili per 
una power analysis mirata. Una funzionalità peculiare presente 
in Veloce Power Application, il diagramma Veloce Activity Plot, 
consente a un team di power analysis di eseguire sequenze di 
test anche molto lunghe, isolando poi rapidamente le regioni 
con elevati tassi di switching presenti all’interno di lunghe ses¬ 
sioni di emulazione; regioni che rappresentano effettive aree di 
criticità per quanto riguarda la gestione del consumo elettrico. 
Dopo aver identificato le regioni con elevata attività di switching 
al livello top del progetto, è possibile procedere a un'analisi dei 
vari sotto-blocchi o delle diverse applicazioni per determinare 
la causa principale deU'incremento di switching. 

Il flusso basato sulla Dynamic Read Waveform API 

La innovativa Dynamic Read Waveform API rende possibile il 
calcolo accurato delle caratteristiche del consumo elettrico a 
livello di sistema, laddove è indispensabile il boot di un siste¬ 
ma operativo e l'esecuzione di software applicativo. Ciò rende 



Veloce Activity Plot identifica le aree di attenzione presenti aH'interno 
di lunghe sessioni di test 

pratica anche l’esplorazione a livello RTL, per la pianificazione 
del consumo elettrico e dei relativi eventuali compromessi, così 
come anche una power analysis più accurata ed un migliore 
sign-off a livello di gate, in un ambiente applicativo mirato. Lo 
streaming dinamico in tempo reale basato su API dei dati di 
switching tra l’emulazione e i tool di power analysis consente 
infatti di eseguire tutte le attività necessarie in parallelo: emula¬ 
zione del SoC, cattura dei dati di switching, lettura dei medesimi 
da parte del tool di power analysis e generazione dei risultati 
relativi ai consumi. La Dynamic Read Waveform API rende dun¬ 
que possible la power analysis e l’esplorazione a livello di SoC 
con sessioni di test prolungate e scenari che semplicemente 
non sono possibili utilizzando un flusso tradizionale basato 
sull’esportazione di file. 

Un cambiamento metodologico reso possibile 
da Veloce Power Application 

Veloce Power Application rende possibile un radicale cam¬ 
biamento nella metodologia con cui vengono condotte le mi¬ 
surazioni legate alla gestione del consumo elettrico, per poter 
affrontare i nuovi requisiti progettuali emersi a seguito del cam¬ 
biamento d’uso dei dispositivi mobili. Eliminando il flusso basa¬ 
to sulla esportazione/importazione di file e sostituendolo con 
l'esclusiva integrazione con i tool di power analysis realizzata 
mediante la Dynamic Read Waveform API, Veloce consente una 
esplorazione completa degli aspetti di consumo elettrico a li¬ 
vello RTL, nonché un accurato flusso di power analysis a livello 
di gate. 
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La funzione di lock-out di 
sottotensione del dispo¬ 
sitivo protegge l'IGBT/ 
MOSFET da malfunziona¬ 
mento, mentre l'immunità 
ai transitori di oltre 48 kV/ 
ms elimina i problemi di 
rumore da aree a bassa 
tensione sul PCB. 

Il driver opera in un ampio 
range di alimentazione da 15 V a 32 V e una gamma di 
temperatura industriale da -40 °C a +100 °C. VOL3120 
offre, inoltre, un livello di sensibilità all'umidità (MSL) di 
1 in accordo a J-STD-020. 

Condensatori polimerici 

I nuovi condensatori poli¬ 
merici della serie TC POSCAP 
di Panasonic Automotive & 
Industriai Systems, che resisto¬ 
no a un'ampia gamma di alte 
temperature e presentano una 
bassa resistenza in serie equi¬ 
valente e un'elevata resistenza 
alle sollecitazioni, sono perfetti 
per applicazioni industriali e di altro tipo che richiedono 
una vita utile di 10 anni. La vasta gamma di temperature 
operative, da -55 a +125 °C, assicura una durata di 10 
anni per questi dispositivi, a 85 °C, mentre la corrente 
a ondulazione nominale di 6,1 Arms li rende idonei per 
gli ambienti sottoposti a elevate sollecitazioni. Inoltre i 
dispositivi della serie TC POSCAP supportano una resi¬ 
stenza in serie equivalente fino a soli 5 mfì, una gamma 
di capacitanza di 100-1000 pF e tensioni da 2 a 10 V. 
Grazie a questa combinazione di caratteristiche, questi 
condensatori sono l'ideale per una varietà di applica¬ 
zioni, compresi PC industriali, server e stazioni di base, 
PSU e regolatori di tensione, retroilluminazione a LED, 
progetti FPGA, misurazione e rilevamento, dispositivi 
indossabili e loT. 

Smart Hub 

Microchip ha annunciato i primi USB3.0 Smart Hub a 
consentire lo swapping tra porte host e device, I/O brid- 
ging, e varie altre interfacce seriali di comunicazione. Gli 
USB5734 e USB5744 dispongono di un microcontroller 
integrato che consente nuove funzionalità per gli USB 
hub e al contempo riducendo i costi BOM complessivi e 
la complessità software. La famiglia USB5734/44 è cer¬ 
tificata dal logo USB-IF (TID 330000058) ed è caratteriz¬ 
zata dalla migliore integrità di segnale del settore, per 


progetti dei PCB più robusti 
e affidabili e minore sensibi¬ 
lità verso variazioni di cavi, 
connettori e layout. 

I nuovi USB3.0 Smart Hub 
di Microchip consentono 
all'host controller di upstre- 
am di comunicare con numerosi tipi di periferiche ester¬ 
ne oltre la connessione USB attraverso il direct bridging 
dalla USB alle interfacce I2C, SPI, UART e GPIO. Questa 
funzionalità integrata può ridurre significativamente la 
complessità della progettazione del sistema eliminan¬ 
do la necessità dell'aggiunta di microcontroller esterni 
e, al contempo, fornendo miglior controllo dall'host USB 
hardware. 

I controller hub USB5734 e USB5744 USB3.0 possono 
servire una vasta gamma di applicazioni informatiche, 
embedded, medicali, industriali e networking. 

IC per controllo di alimentatori 
di potenza 

Dialog Semiconductor 

pie ha annunciato due cir¬ 
cuiti integrati per il controllo 
di alimentatori di potenza 
che permettono di risolve¬ 
re il problema più critico, in 
termini di affidabilità, degli 
elettrodomestici e di ridurre 
il numero dei componenti 
richiesti (BOM) ai produttori 
senza penalizzare le prestazioni degli alimentatori stes¬ 
si. I nuovi controllori digitali di Dialog sono stati conce¬ 
piti per Fuso in lavastoviglie, frigoriferi, fornelli, forni a 
microonde e altri elettrodomestici prodotti in elevati 
volumi. I controllori PWM (Pulse Width Modulation) 
AccuSwitch ÌW1818 e ÌW1830 utilizzano la tecnolo¬ 
gia proprietaria Dialog PrimAccurate di controllo sul 
lato primario che consente di eliminare l'uso di opto- 
accoppiatori, ovvero l'"anello più debole" nel raggiun¬ 
gimento degli obbiettivi di elevata affidabilità e lunga 
durata operativa per gli elettrodomestici. L'eliminazione 
dell'opto-accoppiatore e del regolatore sul lato secon¬ 
dario si traduce in una riduzione dei componenti richie¬ 
sti (BOM) e dei relativi costi per i produttori oltre a un 
minor numero di giunti di saldatura potenzialmente 
soggetti a guasti, con conseguente aumento dell'affi¬ 
dabilità. La tecnologia brevettata da Dialog, che utilizza 
un anello di controllo digitale "intelligente" assicura una 
regolazione incrociata molto accurata tra i vari rail di 
alimentazione presenti nel sistema. 




USB5734 AND USB5744 USB3.0 SMART HUBS 
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SRAM seriale non volatile 



Anvo-Systems ha presentato la SRAM ANV32AA1W 
seriale non volatile (nvSRAM) con capacità di memo¬ 
rizzazione elevata di 1 Mbit. L'nvSRAM ha un elemento 
di Storage di silicon-oxide-nitride-oxide-silicon (SO- 

NOS) incluso in ogni cella di 
memoria. In caso di caduta 
di tensione operativa im¬ 
prevedibile al di sotto di un 
valore definito, la tecnologia 
SONOS consente la memo¬ 
rizzazione non volatile di tut¬ 
ti i dati in meno di 15 ms. Il 
dispositivo di memoria non¬ 
volatile fornisce anche van¬ 
taggi tipici delle memorie 
statiche ad accesso casuale 
(SRAM), come ad esempio tempi di accesso rapidi e sen¬ 
za limiti di lettura e scrittura. 

La nvSRAM serial ANV32AA1W con architettura a dop¬ 
pia memoria è organizzata come 128 k parole di 8 bit 
ciascuna e supporta le modalità SPI 0 e 3. 

ANV32AA1W con clock di 66 MHz può essere azionata 
da 2,7V a 3,6V ed è disponibile in package DFN 8 pin e 
TSSOP 169 mil 16 pin per un range di temperature com¬ 
merciali e industriali da -40 °C a + 85 °C. ANV32AA1W è 
adatta per applicazioni tra cui dispositivi medici, auto¬ 
mazione industriale, tecnologia di misurazione. 



SMD 

AVX ha aggiunto nuovi con¬ 
densatori ad alta affidabilità 
SMD al tantalio alla sua fa¬ 
miglia ATM Sigma. I nuovi 
condensatori sono ideali per 
l'utilizzo in sistemi wireless 
avanzati impiegati nei set¬ 
tori automobilistico, avionico, la raccolta di energia e 
le applicazioni di sicurezza, come pure in una varietà di 
applicazioni consumer e commerciali di fascia alta che 
richiedono un basso consumo di potenza con una ele¬ 
vata durata della batteria. I nuovi condensatori hanno 
il più basso DCL con un fattore di fallimento <0,5% per 
1.000 ore a 85 °C. 

Attualmente disponibili in 3 nuovi livelli e in sei taglie 
che vanno da 1206 a 2924, sette tensioni nominali che 
vanno da 6.3 a 50 VDC, e con valori di capacità nel ran¬ 
ge 0.22-680 pF, i nuovi dispositivi sono qualificati AEC- 
Q200 e valutati per l'uso a temperature da -55 °C a + 125 
°C, con una tolleranza di capacità del ±10%. 


Condensatori 


Moduli I/O per bordo macchina 

Eaton ha presentato una nuova gamma di moduli I/O 
con grado di protezione IP67 da abbinare direttamente 
al proprio innovativo sistema di cablaggio SmartWire- 
DT. Questo dispositivo 
amplia le possibilità del si¬ 
stema all'esterno del qua¬ 
dro elettrico, consentendo 
il collegamento diretto ai 
sensori e agli attuatori. 

Con SmartWire-DT è pos¬ 
sibile collegare fino a 99 
dispositivi direttamente al 
sistema di controllo su un 
cavo lungo fino a 600m. 

Con questi nuovi dispo¬ 
sitivi è ora possibile collegare direttamente al sistema 
sensori standard con attacco MI2 (sia della gamma Ea¬ 
ton sia di terze parti), come ad esempio finecorsa, sen¬ 
sori induttivi, capacitivi e optoelettronici ad alta funzio¬ 
nalità (anche proporzionali) o attuatori generici. 



Resistori COTS current sensing 

Powertron, un brand di Vishay Precision Group, ha an¬ 
nunciato l'espansione della sua serie S-Line di resistenze 
COTS current sensing con 5 nuovi dispositivi serie SHR. 
Disponibili in una vasta 
gamma di confezioni 
in alluminio anodiz¬ 
zato, SHR 4-8065, SHR 
4-80110, SHR 4-80216, 

SHR 4-80320 e SHR 
4-80370 combinano un 
basso TCR di ±2 ppm/K 
con un rating molto 
elevato di potenza a 
2500W. 



Foil Current Sense Resistors 

with 2 ppm/K TCR, Power Ratings fo 2500 W 


Offrendo la stabilità del 

carico al 0,1% per un massimo di 1000 ore, i resistori 
forniscono un rilevamento della corrente altamente 
preciso e affidabile per alimentatori, multimetri digitali, 
sistemi di controllo, apparecchiature mediche, inverter 
solare ed eoliche e convertitori AC/DC, così come i si¬ 
stemi quali caricabatterie e attrezzature di prova per le 
auto elettriche. 

Le resistenze offrono una vasta gamma di potenze da 
24W a 2500W, con bassi valori di resistenza da 0,005Q a 
300Q e tolleranze di ±0,1%. I dispositivi dispongono di 
correnti massime a 60A (con valori più alti disponibili su 
richiesta), una bassa induttanza <50 nh, EMF termica <1 
mV/°C e una gamma di temperature di esercizio da -40 
°Ca±130°C. 


82 - ELETTRONICA OGGI 447 - LUGLIO/AGOSTO 2015 








FIBRE OTTICHE PER APPUCAZIONI MEDICALI 



IN QUESTO NUMERO 

III Mercati/Attualità 

* Il mercato dei display 
per applicazioni mediche 

* Immagini olografiche 
per la medicina 

* Lo sviloppo del mercato 
delle tecnologie indossahili 


VI Iniziative eoropee 
per la nanomedicina 


Vili Fibre ottiche 
per applicazioni medicali 


XII Elettronica medicale 
alla portata di tatti 


XV Interfacciamento di sensori 
medicali con system-in-package 
semi-personalizzabili 


XVII Prodotti 

• Connettività Bloetooth Low 
Energy (Blel per sistemi 
embedded 

• Alimentatore medicale 



30W esterno 


Convertitore BC/BC 
per stromentazione medicale 


Mouser Electronics: 

al cuore della tecnologia medicale 


Mouser.it Prodotti d’avanguardia per progetti innovativi 





























Incapsulati e Open Frame 


i 


ÌU 


225W ^ 
r Ìn4”x2” 4 


XP POWER offre una vasta gamma di 
alimentatori approvati per applicazioni 
medicali 




AC-DC 



DC-DC 





B— 




Visita il nostro sito per maggiori 
informazioni o richiedi una 
copia del nostro catalogo per 
vedere la nostra gamma 
completa di alimentatori. 


GREEN >;< J POWER 


Selector App 
Available 


|'4 J XP Power 

»»' ■ www.xppower.com 


XP Power Srl 
Via G.B.Piranesi, 25 
20137 Milano 


+39 02 70103517 
+39 02 70005692 
itsales@xppower.com 


















I 


MERCATI/ATTU ALITA 


Il mercato dei display per applicazioni mediche 


Un recente report di DisplavSearch evidenzia come il mercato dei 
display utilizzati per la diagnostica si stia orientando sempre di più 
verso i modelli di dimensioni maggiori, caratterizzati da una riso¬ 
luzione più elevata e formato wide. Le consegne di display per la 
diagnostica dovrebbe crescere, secondo gli analisti, con un CAGR 
del 5% nel periodo compreso fra il 2014 e il 2018. Nella prima 
metà del 2014, però, il 67% dello share è stato appannaggio dei 
display da 21,3” di diagonale, segmento che ha costituito anche 
il 65% del fatturato. 

Dal punto di vista geografico, gli analisti di DisplaySearch sottoli¬ 
neano che la maggior parte della crescita in termini di consegne 
avverrà nei Paesi emergenti, mentre i produttori guardano con 
molto interesse verso la Cina che costituisce la maggiore opportu¬ 
nità di sviluppo, seguita dall'America Latina. 

Una spinta verso soluzioni da 21,3 pollici con formato 4:3 arriva 
dai radiologi con più anni di esperienza, dato che provengono da 
un periodo in cui la diagnosi era fatta con pellicole a raggi X e rela¬ 
tivi sistemi di visualizzazione. L’arrivo però dei radiologi più giovani 
sta cambiando le cose e, se nella prima metà del 2014 la percen¬ 
tuale di display diagnostici a scala di grigio sul mercato è stata 
del 43%, questo valore si prevede che scenderà al 34% nel 2018. 
Le stime degli analisti indicano in aumento il numero di display 


da 6 a 10 Megapixel nei prossimi anni. Un altro driver per la crescita 
risiede nell'adozione di più schermi per la visualizzazione, in grado di 
ridurre l'affaticamento visivo rispetto a un singolo schermo. 
Analogamente alle stime per le consegne dei display per diagnostica, 
anche quelle per le unità da utilizzare per applicazioni di clinical review 
indicano un aumento. 

Gli analisti sottolineano infatti che si dovrebbe registrare un CAGR, 
sempre nel periodo compreso fra il 2014 e il 2018, del 4%. Per que¬ 
sto tipo di applicazioni le dimensioni dei display sono in prevalenza 
compresi tra i 19 e i 22 pollici, circa l’83%, con una risoluzione di 2 
Megapixel o meno, ma le previsioni indicano un passaggio graduale 
a risoluzioni di 4 e 8 Megapixel e formato wide grazie anche alla pro¬ 
gressiva riduzione dei prezzi. 

Il segmento di display per applicazioni mediche che dovrebbe crescere 
maggiormente però è quello per applicazioni di chirurgia. Il CAGR pre¬ 
visto infatti è del 7% nel periodo preso in considerazione. Attualmente 
circa la metà dei display per questo tipo di applicazioni è compreso 
fra i 15 e i 20 pollici, ma le stime indicano che di potrebbe avere una 
crescita con un CAGR del 23% per i display da 55 pollici e oltre nel 
periodo dal 2014 al 2018. 

Anche per questo tipo di applicazioni, la risoluzioni dei display dovreb¬ 
be aumentare per arrivare a 8 e 9 Megapixel tra il 2014 e il 2018. 


Immagini olografiche per la medicina 


Una tecnologia che offre notevoli potenzialità per l’ambito medico è 
quella della rappresentazione virtuale olografica degli organi interni 
dei pazienti. Secondo gli esperti, questa tecnologia dovrebbe essere 
introdotta negli ospedali nel 2016. 

Una tecnologia di questo tipo è stata sviluppata dall’israeliana Re- 
alView Imaging che ha già realizzato uno studio pilota in collabo- 
razione con Philips. Il sistema proietta un’immagine 3D che può 
essere vista senza l’ausilio di dispositivi particolari e che può essere 
facilmente gestita. 

Le immagini sono acquisite tramite un sistema di Philips e per¬ 
mettono ai chirurghi e ai medici di farsi un’idea molto precisa delle 
condizioni degli organi, ben più dettagliata che con una normale 
immagine bidimensionale ottenuta da una ecografia, e di pianificare 
in dettaglio le procedure chirurgiche da intraprendere. La possibilità 
di avere immagini a 360 gradi offerta da questa tecnologia permette 
di osservare tutti i dettagli degli organi, anche quelli che potrebbero 
essere risultare parzialmente oscurati con le normali tecniche di 



diagnostica per immagini. Uno dei vantaggi principali di questa tec¬ 
nologia è infatti la possibilità di visualizzare i reali movimenti degli 
organi, per esempio quello di un cuore che batte, e di semplificare 
quindi la chirurgia mini invasiva. 
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Lo sviluppo del mercato 
delle tecnologie indossabìli 


Secondo un report di IDTechEx che analizza la crescita del mercato 
delle tecnologie wearable, questo settore dovrebbe raggiungere i 20 
miliardi di dollari nel 2015 e i 70 miliardi entro il 2025. 

La gamma di queste tecnologie è molto ampia e comprende, per 
esempio, i sistemi per la diagnostica medica e la telemedicina, gli 
smart glasses e molto altro. 

In particolare l’e-textile inizia a far registrare un aumento delle vendite, 
grazie ad applicazioni nei settori industriale, commerciale e militare. 
Il settore dominante, comunque dovrebbe restare quello che riunisce 
applicazioni medicali, di fitness e wellness. 
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Rivestimento per 
applicazioni elettromedicali 

Le connessioni fra il corpo umano e i dispositivi medicali sono un 
settore in cui si stanno facendo notevoli progressi grazie anche 
allo sviluppo di nuovi materiali. Uno di questi è un nuovo rivesti¬ 
mento conduttivo che permette la miniaturizzazione degli elettrodi 
e stimolazioni localizzabili con maggiore precisione per esempio 
per i pazienti con problemi agli arti oppure portatori di impianti 
cocleari. Il nuovo rivestimento si chiama Amplicoat, è commer¬ 
cializzato tramite la statunitense Biotectix e utilizza Photolink, 
una tecnologia sviluppata da SurModics. Amplicoat può essere 
utilizzato con molteplici tipi di elettrodi metallici come quelli uti¬ 
lizzati per la neurostimolazione, registrazioni elettrofisiologiche e 
gastroinestinali. 


Glucometro connesso 
per i diabetici 

iHealth Alian è un nuovo glucometro wireless in grado di semplificare il 
monitoraggio glicemico. 

Si collega direttamente alla porta dati di uno smartphone o di un tablet, 
tramite una applicazione dedicata, mostrando il valore della misurazione. 
L’applicazione iHealth Gluco-Smart evita la necessità di tenere un diario 
di monitoraggio dato che le misurazioni vengono automaticamente regi¬ 
strate nell’applicazione. 

Ogni confezione di strisce reattive ha un codice QR che, una volta scan- 
sionato tramite l’applicazione, permette la calibrazione delle strisce 
reattive, oltre al monitoraggio del quantitativo restante e della data di 
scadenza. 


Tag PJM RFID 
Thermo IC 

SATO e Cadi scientific, un fornitore con sede a Sin¬ 
gapore di soluzioni di monitoraggio sanitario RFID, 
hanno annunciato oggi il lancio di un Tag sviluppato 
congiuntamente con tecnologia RFID PJM Thermo 
IC in esposizione il prossimo settembre a Healthca¬ 
re Information and Management Systems Society 
(HIMSS) Asia Pacific 2015. I tag utilizzano l’esclu¬ 
siva tecnologia di modulazione Jitter di SATO, una 
tecnologia RFID in grado di identificare rapidamente 
grandi volumi di articoli con tag accatastati o messi 
in qualsiasi orientamento fisico. I PJM RFID Thermo 
IC Tags saranno utilizzate per sacche di sangue, in 
modo da aumentare notevolmente l’efficienza di rile¬ 
vamento della temperatura. Con le nuove modifiche, 
SATO e Cadi forniscono la ‘storia’ della temperatura 
della sacca, con dati accurati e completi da un capo 
all’altro della catena di approvvigionamento. 

Chip per la scansione 
delle impronte digitali 

Alcuni ricercatori dell’Università della California han¬ 
no sviluppato un nuovo sensore miniaturizzato chip 
da utilizzare per la scansione delle impronte digitali 
in 3D che sfrutta la medesima tecnologia utilizzata 
dai sistemi a ultrasuoni per applicazioni medicali 
Questa vanzata tecnologia per il rilevamento dell im¬ 
pronte digitali rappresenta un significativo passo in 
avanti nel settore dell’identificazione biometrica per 
gli smart phone. 
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Iniziative europee 

per la nanomedicina 

Gi sono idee, progetti e risorse che possono dare impulso alla nanomedicina europea e 
generare crescita economica e occupazione purché si sappiano sviluppare le tecnologie 
chiave e si colgano le occasioni che la European Technology Platform promuove 


Lucio Pellizzari 


La Commissione Europea ha attivato l’impegnativo Program¬ 
ma Quadro Horizon 2020 che mira a promuovere tino al 2020 
i progetti e le idee in grado di dare lustro al Vecchio Continen¬ 
te, finanziando con un budget complessivo di 70,2 miliardi di 
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nanomedicine 


Euro gli investimenti che hanno possibilità di creare crescita 

Industriai Leadership 
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economica e occupazione in Europa. A tal proposito ha indi- 
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viduato tre priorità che definisce Excellent Science, Industriai 

Excellence in Science 



Strategie Research Priorities, Education 

Leadership e Societal Challenges nelle quali si delineano nu- 
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merosi ambiti di ricerca e sviluppo sulle tecnologie emergenti 

Societal Challenges 



Support, Contribution to PPPs 

che possono migliorare la nostra vita. Gran parte riguardano le 
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Setting-up, Optimisation of R&O consortia 


nanotecnologie che sono direttamente responsabili della na¬ 
scita della nanomedicina ovvero di tutte le nuove metodologie 
di cura attuabili nella scala dimensionale attorno alla decina di 
nanometri che è solo da pochissimi anni osservabile e concre¬ 
tamente utilizzabile per realizzare nanosistemi con funzionali¬ 
tà medicali. La stessa prefazione del programma quadro sen¬ 
tenzia che oggi l’Europa è leader nella ricerca e sviluppo sulle 
tecnologie abilitanti fondamentali o Key Enabling Technolo¬ 
gies (KET) ma non nella produzione di beni e servizi in gra¬ 
do di generare: crescita e occupazione grazie alle KET che, si 
ricorda, sono le nanotecnologie, la micro/nanoelettronica, le 
biotecnologie, la fotonica, i materiali avanzati e le tecnologie 
di produzione avanzate. Per questo motivo è nata la European 
Technology Platform for Nanomedicine (ETPN1 che intende 
favorire lo sviluppo delle nuove metodologie di diagnosi e cura 
basate su nanosistemi con dimensioni confrontabili con quelle 
delle molecole e perciò capaci di agire con maggior precisione 
e minori effetti collaterali. 

L’ETPN guida i ricercatori a fruire nei contini europei dei fi¬ 
nanziamenti per la nanomedicina disponibili nel piano Hori¬ 
zon 2020 favorendo in questo modo la trasformazione delle 
idee e dei progetti sulle KET in prodotti e terapie nanomedica- 
li adottabili dalle organizzazioni sanitarie di tutto il mondo. Ciò 
significa che da oggi al 2020 la nanomedicina è considerata 


Fig. 1 - La nanomedicina è prioritaria per il program¬ 
ma quadro europeo Horizon 2020 che mira a pro¬ 
muovere e finanziare i progetti e le idee in grado di 
generare crescita economica e occupazione entro i 
confini del Vecchio Continente 


strategica per far crescere l’economia europea e di conseguen¬ 
za anche l’occupazione, ragion per cui l’ETPN ha individuato 
nel recente report “Contribution of Nanomedicine to Horizon 
2020” alcuni ben precisi ambiti dove ciò può concretamente 
realizzarsi. Innanzi tutto, è indispensabile migliorare il dialo¬ 
go e la gestibilità delle interazioni fra i laboratori accademici, 
i laboratori universitari e le organizzazioni governative che si 
occupano di sanità da tutti i punti di vista e cioè nella diagno¬ 
stica, nelle terapie di cura e nella farmaceutica, in modo tale da 
creare un unico ambiente omnicomprensivo specificatamente 
orientato alla nanomedicina. Poi occorre creare un canale di 
fornitura PPP (Public&Private Partnership) che segua in pa¬ 
rallelo i laboratori di ricerca e le piccole e medie imprese in 
modo tale da favorire l’industrializzazione e la commercializza¬ 
zione dei nuovi progetti. In terzo luogo è indispensabile attiva¬ 
re delle infrastrutture comunitarie che possano indirizzare gli 
operatori europei a coordinarsi e perciò fornire loro consulen- 
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NANOMEDICINA EUROPEA 


Tabella 1 - Priorità strategiche di ricerca sulla nanomedicina secondo l’European Technology Platform for Nanomedicine 

Sfide 

Terapeutica 

Diagnostica & Visualizzazione 

Medicina Rigenerativa 

Malattie 

cardiovascolari 

• Dispositivi terapeutici impiantabili 
(con modifiche superficiali nanome¬ 
triche) 

• Somministrazione mirata di farmaci 

• Nanoparticelle per la teranostica (capaci 
di funzionalità sia diagnostiche sia tera¬ 
peutiche) 

• Materiali bioattivi intelligenti 

• Mobilizzazione delle cellule stami¬ 
nali direttamente sulle lesioni 

Malattie 

neurodegenerative 

• Nanodispositivi semi invasivi per 
somministrazione farmaci (ad es. per 
Parkison) 

• Formulazioni nanometriche per attra¬ 
versare la barriera emato-encefalica 

• Visualizzazione guidata con impianti 
avanzati di neurostimolatori 

• Somministrazione di molecole 
attive a livello neuronaie in punti 
specifici 

• Biomateriali intelligenti per la 
rigenerazione del sistema nervoso 
centrale 

Diabete 

• Monitoraggio e somministrazione 
dell'insulina con dispositivi nanometrici 

• Incapsulamento e monitoraggio dei 
piccoli trapianti 

• Imaging della distribuzione del grasso in 
tutto il corpo utilizzando le nanoparticelle 

• Impianti non invasivi di monitoraggio 
continuo del glucosio 

• Funzionalizzazione spaziale e nel 
tempo dei biomateriali 2D e 3D per 
il rilascio di fattori biochimici per i 
pancreas artificiali 

Tumore 

• Formulazioni nanometriche di agenti 
per il rilevamento dei tumori 

• Nanoparticelle riscaldabili a radiofre¬ 
quenza per le terapie termiche 

• Dispositivi impiantabili per la sommi¬ 
nistrazione localizzata dei farmaci 

• Strumenti terapeutici per azioni cura¬ 
tive a livello fisico 

• Monitoraggio sull’efficacia delle 
terapie 

• Nanoparticelle con funzioni di traccianti 
e agenti di contrasto per diagnosi (Magne- 
tic Particle Imaging) 

• Nanoparticelle composite per il monito- 
raggio delle terapie 

• Endoscopi e cateteri a minima invasività 
per diagnostica e terapie 

• Superfici nanostrutturate per biosensori 

• Nanoparticelle funzionalizzate 
per l’attivazione mirata in vivo della 
produzione delle cellule staminali 
ematopoietiche 

Infiammazioni 

• Nanomateriali per la rigenerazione 
ossea, l’artrite reumatoide e la malattia 
di Crohn 

• Nanomateriali immuni dai batteri per 
impianti immuni da infezioni 

• Imaging con nanoparticelle traccianti sui 
globuli bianchi 

• Nanomateriaii 3D per l'immobiliz¬ 
zazione locale delle cellule staminali 
sulle lesioni 

• Materiali e superfici per impianti in 
grado di prevenire le infezioni 


za, formazione e canali finanziari che li aiutino concretamen¬ 
te a portare avanti le loro idee. In quest’ambito può essere 
fondamentale un organismo di esperti in grado di valutare e 
selezionare preventivamente i progetti, in modo da verificare 
per ciascuno di essi quale sia il miglior modo di procedere sul 
mercato e quali strumenti finanziari siano più adatti. Questi 
suggerimenti possono secondo l’ETPN far crescere la nano- 
medicina in accordo allo spirito dell’iniziativa Horizon 2020 e 
portare così alla nascita di nuovi posti di lavoro. 

Nel suo ruolo di KET la nanotecnologia può spingere la na- 
nomedicina ad avere un impatto determinante nei tre ambiti 
fondamentali delle Terapie, della Diagnostica e della Medi¬ 
cina Rigenerativa. Nel report sono precisate le Strategie Re¬ 
search Priorities che possono beneficiare dei progressi della 
nanomedicina e si evince dalla tabella 1 il ruolo basilare che 
rivestono le nanostrutture nelle applicazioni medicali di pros¬ 
sima generazione. 

L’ingegneria dei tessuti (Tissue Engineering) è solo un esem¬ 
pio di nuova branca applicativa nata proprio nell’ambito dei 
progetti promossi dal programma quadro Horizon 2020 e 
mira a sviluppare nanosistemi impiantabili nei tessuti organici 
per dotarli di hmzionalità intelligenti come autorigenerarsi in 


caso di lesioni parziali, effettuare monitoraggi diagnostici pe¬ 
riodici oppure somministrare localmente i fattori di crescita 
che possono favorire la ricostruzione dei tessuti. A tal proposi¬ 
to sono da tempo in corso ricerche volte a sviluppare pellicole 
di biomateriali che possano innestarsi chirurgicamente laddo¬ 
ve sia impossibile confidare sulla rigenerazione spontanea o 
forzata dei tessuti. L’immunità batteriologica che hanno alcu¬ 
ne nanoparticelle diventa non solo detenninante ma preziosa 
per riportare gli organi lesionati a un funzionamento minimo 
ottimale. Invero, una delle più importanti novità introdotte 
dalle nanotecnologie consta proprio nella multifunzionalità 
dei nanomateriali che però esprimono solo quando s’impara 
a sfruttare la straordinaria versatilità delle loro interazioni su 
scala nanometrica. Secondo l’ETPN sono le piccole e medie 
imprese europee a saperlo fare meglio ma per far ciò occorro¬ 
no ripetuti cicli di sviluppo e test che servono a migliorare la 
robustezza dei nanosistemi e la ripetibilità e la reddittività dei 
processi industriali per la loro fabbricazione in volumi. E qui 
che entra in gioco l’utilità di un adeguato supporto europeo 
che possa supervisionare i progetti e indirizzarli a un finanzia¬ 
mento personalizzato in grado di portarli a conseguire risulta¬ 
ti competitivi. 
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Fibre ottiche per 

applicazioni medicali 


Nelle procedure medicali, l’energia laser viene trasmessa tramite un gruppo di fibre 
ottiche. L’uso delle fibre ottiche rappresenta un vantaggio per i pazienti e i chirurghi e 
riduce le spese mediche 


Joe Zhou 
John H. Shannon 
James P. Clarkin 
Molex 

I laser ad alta potenza, come quelli a Nd:YAG, diodi e 
Ho:YAG, sono ampiamente utilizzati per la termotera¬ 
pia, in cui i tumori benigni o maligni vengono vaporizza¬ 
ti e quindi rimossi. Mentre sia il tipo di sorgente laser sia 
le condizioni di attivazione del laser hanno effetto sulle 
prestazioni di potenza di un gruppo a fibre ottiche, altri 
aspetti critici sono la corretta progettazione delle fibre, 
la terminazione delle fibre e la preparazione della super¬ 
ficie terminale. In questo articolo saranno analizzate le 
diverse tecniche per contribuire a migliorare i processi 
di progettazione e sviluppo. 

Le procedure medicali che utilizzano laser ad alta poten¬ 
za per modificare o vaporizzare tessuti corporei sono di 
uso sempre più comune. Alcuni esempi di queste sono 
la iperplasia prostatica benigna [Benign Prostatic Hyper- 
plasia (BHP)] [chirurgia ampliata della prostata], la la¬ 
ser litotrissia [frantumazione di formazioni calcaree], la 
terapia laser endovenosa [trattamento delle vene varico¬ 
se] Pangioplastica laser [allargamento di arterie corona¬ 
rie bloccate o con lume ristretto]. Meno comuni sono 
la trabeculectomia laser [chirurgia dell’occhio], la riva¬ 
scolarizzazione transmiocardica laser [laser revasculari- 
sation (TMR) ] [trattamento di patologie cardiache non 
operabili] e la chirurgia dentale/orale. 

Nelle procedure medicali, l’energia laser viene trasmes¬ 
sa tramite un gruppo di fibre ottiche. L’uso delle fibre 
ottiche rappresenta un vantaggio per i pazienti e i chi¬ 
rurghi e riduce le spese mediche. Poiché la fibra è sotti¬ 
le e flessibile, essa può essere facilmente e strettamente 
piegata. Pertanto, Pinserimento di una fibra nel corpo 
richiede solo una piccola incisione o taglio e l’energia 



può essere concentrata sul bersaglio senza danneggiare 
il tessuto circostante. Durante l'operazione il sanguina¬ 
melo è ridotto grazie alle piccole dimensioni dell'in¬ 
cisione e alle caratteristiche di coagulazione di alcuni 
laser. Pertanto, le procedure mediche che fanno uso di 
fibre ottiche risultano minimamente invasive e di con¬ 
seguenza comportano per i pazienti esperienze meno 
traumatiche. Il paziente recupera più rapidamente, può 
essere sottoposto a trattamento durante una visita am¬ 
bulatoriale o richiedere solo un ricovero di breve dura¬ 
ta, con conseguente riduzione dei costi per la struttura 
medica. 

Tipici laser utilizzati in queste procedure medicali sono 
i laser Nd:YAG (1064 nm), i laser a doppia frequenza 
Nd:YAG (532 nm), i laser a diodi (800 nm~ 850 nm ~ 
980 nm) e i laser Ho:YAG (2,1 pm). Per questi laser co¬ 
muni, le fibre ottiche multimodali a salto d'indice con 
anima in silicio puro possono rappresentare una buona 
soluzione per la trasmissione dell’energia del laser, dal 


Vili 
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momento che trasmettono bene la lnce nel campo del 
visibile e a lunghezze IR hno a 2,1 pm. Tuttavia, questo 
tipo di bbra non si adatta bene a tutti i tipi di laser. 

Il laser a C02 (10,6 pm) ed Er:YAG (2,9 pm) si stan¬ 
no affermando in campo medicale, ma le bbre ottiche 
con anima in silicio di tipo tradizionale non funziona¬ 
no molto bene a causa dell’elevata atte¬ 
nuazione. In sostituzione, è possibile uti¬ 
lizzare le guide d’onda cave a base silicio 
ottimizzate per tali lunghezze d’onda. Per 
i laser a eccimeri, che emettono luce UV 
a 308 nm, le bbre ottiche richiedono una 
lavorazione o trattamento speciale per ga¬ 
rantire una trasmissione buona e stabile. 

Per i diversi tipi di laser e le specibche ap¬ 
plicazioni è pertanto importante scegliere 
la bbra giusta. 

Fibra ottica 

Le bbre ottiche 
multimodali a sal¬ 
to d’indice con 
anima in silicio 
puro hanno di¬ 
versi vantaggi sul¬ 
le semplici bbre 
per telecomuni¬ 
cazioni. 

Innanzitutto, la 
bbra è in grado 
di gestire potenze 
elevate. Il grande 
diametro dell’a- 
nima, spesso >0,1 
inni, consente 
alla bbra di trasmettere una quantità maggiore di luce. 
L’elevata apertura numerica (NA) dà alla bbra un più 
ampio angolo di acquisizione di luce consentendo in tal 
modo ad una maggiore quantità di luce di essere convo¬ 
gliata nella bbra. L’elevato rapporto anima-rivestimento 
consente alla bbra di trasmettere la massima potenza lu¬ 
minosa a parità di diametro dell’anima, conservando la 
stessa flessibilità. Inoltre, la bbra è in grado di trasmet¬ 
tere una maggiore potenza laser poiché il materiale a 
base di silicio puro ha una temperatura di fusione e una 
soglia di danneggiamento più elevate rispetto al silicio 
drogato. 

Un secondo vantaggio è rappresentato dal costo, grazie 
alla quantità minima di materiali droganti utilizzati in 
una bbra con anima di silicio puro. Inoltre, la bbra pos¬ 
siede una resistenza meccanica e una flessibilità maggio¬ 


ri. Le bbre vengono collaudate in linea bno a 150 kpsi e 
possiedono un ridotto raggio di curvatura possiedo un 
ridotto raggio di curvatura. Tra gli altri vantaggi vi sono 
la facilità di terminazione e la possibilità di sterilizzare 
le bbre utilizzando metodi standard tra cui autoclave ed 
ETO. 

La bbra di silicio con guai¬ 
na in poliimmide indurito 
e rivestimento o buffer in 
silicone è comune nelle 
applicazioni medicali. Il 
poliimmide funziona a 
temperature bno a 400°C. 
Dal momento che questo 
rivestimento è tenace e 
sottile, la bbra rivestita in 
poliimmide rappresenta 
un’ottima scelta per i fasci 
e spesso non richiede, nel¬ 
la pratica, buffer o guaine 
supplementari. 

Come materiale per la 
guaina, è possibile utiliz¬ 
zare un polimero ottico 
con un indice di rifra¬ 
zione inferiore a quello 
del silicio, questo au¬ 
menta la resistenza mec¬ 
canica della bbra, oltre 
a facilitare un rapido se¬ 
zionamento e una facile 
terminazione in opera. 

Il silicone ha una tempe¬ 
ratura nominale elevata, 
bno a 200 °C. Materiale 
a base di gomma, il silicone rappresenta una soluzione 
eccellente per le applicazioni che richiedono perdite 
minime in micro-pieghe. I rivestimenti secondari 
vengono normalmente estrusi sulla bbra per aumentare 
la protezione meccanica delbassieme. Materiali di uso 
comune sono Tefzel, nylon e Teflon. Come fluoropoli- 
meri, Tefzel e Teflon sono chimicamente inerti, mentre 
il nylon viene spesso impiegato nei casi in cui la guaina 
debba essere incollata al connettore. 

Le bbre con guaina in polimero indurito [Hard Polymer 
Ciad Fibre (HPCF)] è molto utilizzata nelle applicazioni 
medicali. Dal punto di vista della conhgurazione della 
bbra, vi sono HPCF a singola guaina e HPCF a doppia 
guaina. Alcuni esempi di HPCF a singola e a doppia 
guaina sono riportati nelle bgure 1 e 2, mentre gli esem¬ 
pi di conhgurazione sono riportati nelle tabelle 1 e 2. 
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Tabella 1 - Esempi di f 

bre con guaina singola 

Diametro anima 
di silicio (pm) 

Guaina in polimero 
indurito (pm) 

Diametro buffer 

Tefzel (pm) 

Livello prova (kpsi) 

200 

230 

500 

150 

300 

330 

650 

150 

600 

630 

1040 

75 

1000 

1035 

1040 

125 


*Fibre con altre dimensioni e configurazioni sono disponibili presso Polymicro Technology, LLC 


Sono inoltre disponibili dimensioni e configurazioni 
personalizzate. 

La guaina doppia differisce da quella singola per la 
presenza in quella doppia di uno strato extra sottile di 
vetro al silicio drogato con fluoro posto tra l’anima in 
silicio puro e il rivestimento esterno in polimero indu¬ 
rito. Il rivestimento supplementare in polimero indu¬ 
rito nelle HPCF a doppia guaina agisce come guaina 
secondaria in modo che altra luce possa essere guidata 
nel rivestimento di silicio. 

Le HPCF a doppia guaina possiedono una soglia al 
danneggiamento di potenza superiore e coprono una 
più ampia gamma di lunghezze d’onda, fino a 2,1 pm 
nell’infrarosso. Tuttavia, la doppia guaina ha un NA 
inferiore (0,22 NA contro 0,37 o 0,48 NA della guai¬ 
na singola) e un costo leggermente superiore a quello 
della guaina singola. Per le applicazioni, in genere, pri¬ 
ma di passare all’impiego delle fibre a guaina doppia si 
consiglia di prendere in esame quelle a guaina singola. 

Gruppo fibre ottiche 

I gruppi a fibre ottiche che trasmettono luce laser con¬ 
sistono in una fibra con due estremità appositamente 
preparate, la terminazione prossimale e quella distale. 
Rispetto ai sistemi di connettori standard ST e FC, SMA 
è la soluzione più popolare. 

II connettore SMA, con alcune varianti personalizzate, 
s’interfaccia col laser medicale all’estremità prossimale 
di un assieme. Ad esempio, nel connettore è possibi¬ 
le integrare un dispositivo meccanico o elettronico di 
interblocco per l’uso autorizzato dei laser medicali e 
la sicurezza degli occhi. L’estremità distale di una fi¬ 


bra ottica è semplicemente sezionata, 
lucidata o anche scolpita per generare 
un fascio di luce emittente per specifi¬ 
che applicazioni. Esempi di ciò sono le 
estremità scolpite a fascio laterale con¬ 
tenute in involucri di vetro di protezio¬ 
ne, le estremità a lente sferica e i dif¬ 
fusori. Un’estremità a fascio laterale 
emette luce con un’angolazione pros¬ 
sima ai 90 gradi dall’estremità della fi¬ 
bra e trova applicazione, ad esempio, 
in BPH in cui l’energia laser dissolve il tessuto della 
prostata che si trova a fianco della fibra. Le estremi¬ 
tà a diffusore sono ampiamente utilizzate nella terapia 
fotodinamica del cancro in cui la potenza ottica viene 
guidata attraverso la fibra e illumina uniformemente il 
tessuto tumorale. 

Tra le opzioni per la preparazione dell’estremità di una 
fibra vi sono il sezionamento, la lucidatura meccanica e 
la lucidatura termica laser. Se effettuato correttamente, 
il sezionamento può fornire una superficie a specchio 
con una scheggiatura minima dei bordi, anche se la 
superficie risulta meno piana di una lucidata. Il sezio¬ 
namento è economico e particolarmente adatto per la 
terminazione in opera. 

La lucidatura meccanica in fango fino a 0,3 pm è un 
processo tipico che produce una superficie piana che 
può essere angolata. Il processo di lucidatura può esse¬ 
re automatizzato in massa e, di conseguenza, portare ad 
una riduzione dei costi in caso di produzione di mas¬ 
sa. La lucidatura laser è una tecnologia avanzata che 
crea superfici di estremità piane come nuove in grado 
di sopportare potenze elevate in ingresso. Viene spesso 
utilizzato insieme alle guaine in vetro nelle terminazio¬ 
ni per alta potenza. Tuttavia, questa tecnologia non è 
adatta per la lavorazione in massa ed è più costosa. 

Gestione della potenza 

I progettisti di sistemi laser per uso medicale spesso si 
chiedono quale livello di potenza una fibra o un grup¬ 
po di fibre sia in grado di gestire. La risposta dipende 
dalla pratica, da molteplici aspetti. Alcuni di questi ri- 


Tabella 2 - Esempi di fib 

re con doppia guaina 

Diametro anima 

Tefzel (pm) 

Diametro guaina silicio principale (pm) 

Diametro guaina polimero indurito (pm) 

Diametro buffer Tefzel (pm) 

Livello prova (kpsi) 

200 

240 

260 

375 

150 

365 

400 

430 

730 

150 

550 

600 

630 

1040 

100 

‘Fibre con altre dimensioni e configurazioni sono disponibili presso Polymicro Technology, LLC 
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guardano il gruppo e le fibre utilizzate in un assieme. 
Tra questi vi sono la geometria della fibra, il materiale 
dell'anima e quello della guaina, il tipo di fibra (a sin¬ 
gola guaina, a doppia guaina e così via), la terminazio¬ 
ne delle fibre, la qualità della superficie, la contamina¬ 
zione della superficie di estremità, i parametri. 

In genere, le HPCF a doppia guaina sono in grado di 
gestire una potenza maggiore di quelle a guaina sin¬ 
gola. Una terminazione ad alta potenza basata su lu¬ 
cidatura laser offre prestazioni migliori in termini di 
potenza gestibile. 

Le prestazioni di potenza di un gruppo dipendono an¬ 
che dal tipo di sorgente laser e dai parametri dell’ac¬ 
coppiamento laser-fibra (lunghezza d’onda, onda con¬ 
tinua, pulsata, energia impulsiva, ripetizione) e dalle 
condizioni di attivazione del laser (NA, allineamento, 
stabilità, omogeneità del fascio laser). 

In generale, la soglia di danno indotto dalla luce delle 
fibre in silicio puro è di circa 1 GW/cm per laser pul¬ 
sato e di circa 2 MW/cm 2 per laser a onda continua a 
1064 nm. 

Per raggiungere questi livelli di potenza, occorre pre¬ 
stare particolare attenzione all’accoppiamento della 
luce dentro e fuori la fibra. Ad esempio, vi sono ap¬ 
plicazioni in cui oltre 30W di potenza laser continua 
a 532 nm vengono trasmessi in HPCF a guaina singola 


(diametro dell’anima 0,3 mm), oltre 80W di potenza 
laser pulsata a 1064 nm e oltre 50W di potenza laser 
pulsata a 2,1 pm in HPCF a doppia guaina (diametro 
dell’anima 0,55 mm). 

Inoltre, è noto che oltre 2000W di potenza a onda con¬ 
tinua Nd:YAG a 1064 nm sono stati trasmessi lungo una 
fibra HPCF a doppia guaina, ma questo è avvenuto per 
applicazioni di trattamento materiali in campo indu¬ 
striale per il taglio o la saldatura di metalli. 

In definitiva, per migliorare le probabilità di successo 
del progetto, i progettisti di prodotti medicali devono 
collaborare a stretto contatto con i fornitori di fibre 
esperti già nelle prime fasi di sviluppo del prodotto. 
Lavorando insieme già dalle prime fasi, il fornitore del¬ 
le fibre e lo sviluppatore del sistema medicale possono 
arrivare a comprendere a fondo i reciproci requisiti 
prima di avviare lo sviluppo di un progetto su grande 
scala. 

Questo non solo abbrevia il ciclo di sviluppo di un 
progetto, ma è probabile che faccia anche risparmiare 
tempo e denaro quando il progetto passerà alla fase di 
produzione. 

Riferimenti 

1. Guide d’onda cave in silicio sono disponibili da Polymicro 
Technologies 







[SENSORS] 


Gesture 

Sensors 



Solid State 
Relays 


I sensori di prossimità, rilevamento gesti, polvere e distanza 
prodotti da Sharp conferiscono a dispositivi mobile, elettronici, 
elettrodomestici e molto altro ancora una dimensione comple¬ 
tamente nuova. Le soluzioni Sharp sono ideali per implementare 
le funzionalità di purificatori d'aria, sistemi di condizionamento 
d'aria, apparecchiature igienico-sanitarie, PC laptop e sistemi 


robotizzati. Agli utenti di telefonia cellulare, inoltre, offrono il van¬ 
taggio di svolgere operazioni senza input grazie all'integrazione 
del primo sensore al mondo in grado di rilevare gesti, illumina¬ 
zione ambientale e prossimità prodotto da Sharp. Per informazioni 
aggiornate sul nostro innovativo portfolio di sensori, è possibile 
contattare Sharp Devices Europe all'indirizzo sharpsde@sharp.eu 



www.sharpsde.com 
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Elettronica medicale 

alla portata di tutti 

I prodotti elettronici di consumo stanno conquistando le applicazioni medicali perché 
offrono elevati standard di qualità a costi competitivi e con una semplicità d’utilizzo alla 
portata di tutti 



Massimo Fiorini 

Sono ormai numerosi i prodotti elettronici medicali che 
uniscono l’efficacia diagnostica al basso costo e alla sem¬ 
plicità d’uso, doti che ne fanno degli utili accessori non 
solo per chi ci tiene alla propria salute ma anche per gli 
sportivi e gli amanti del fitness. Molte buone idee sono 
seguite dall’ Health Tech Weeklv dijamie Davis, particolar¬ 
mente attento alle novità elettroniche medicali. 

L’attenzione sul diabete 

Nel mondo ci sono oltre 340 milioni di diabetici che de¬ 
vono controllare ogni giorno il proprio livello di glucosio 
e se necessario ricorrere alle apposite iniezioni quotidia¬ 
ne di insulina. Vigilant ha messo a punto il Bee Diabetes 
Tracker premiato al CES come Innovatimi Biotech Awards 
Honoree, perché consente di registrare il livello del glu¬ 
cosio nel sangue e la quantità di insulina iniettata insieme 
all’orario dell’iniezione. 

Questi dati sono inviati a uno smartphone iOS o Android 
via Bluetooth e immagazzinati in un logbook che viene 
continuamente controllato, in modo tale da avvisare la 
persona quando si avvicina un nuovo momento critico 
che richiede attenzione. Bee ha la forma di un cappuccio 
per penna perché si monta direttamente su tutte le penne 
per le iniezioni di insulina attualmente in commercio ed è 
semplicissimo da usare, dato che basta girare una rotellina 
e schiacciare un bottone. 

Nuova è la penna per le iniezioni di insulina KiCoPen, 
realizzata dagli inglesi di Cambridge Consultants e dotata 
di un Asic che invia automaticamente a uno smartphone 
le informazioni su ogni iniezione, non appena viene effet¬ 
tuata. Nella penna non c’è alcuna batteria ma un disposi¬ 
tivo di energy harvesting che fornisce l’energia necessaria 


Fig. 1 - Vigilant Bee Diabetes Tracker premiato al 
CES consente di monitorare il livello del glucosio e 
avvisa quando si avvicina un momento critico 


alla trasmissione dal semplice movimento che si fa per to¬ 
gliere il cappuccio della penna. Dexcom ha realizzato un 
apparecchio per il monitoraggio continuo del glucosio (o 
Continuous Glucose Monitoring) composto da un senso¬ 
re affiancato da un trasmettitore e racchiuso in una picco¬ 
la capsula indossatale e poi da un ricevitore che somiglia 
molto a un lettore musicale e consente di visualizzare sul 
display le informazioni raccolte dal sensore. Dexcom G4 
Platinum è fornito in una versione per adulti e anche in 
una versione adatta ai bambini persino di 2 anni di età e 
rileva all’incirca ogni 5 minuti il livello del glucosio, indi¬ 
candone il valore istantaneo e l’andamento tendenziale, 
che può essere immediatamente correlato allo stato della 
persona. Per esempio, se ne vede alzare il livello quando 
si mangia qualcosa di dolce e, invece, abbassarsi durante 
le attività sportive e ciò consente di migliorare lo stile di 
vita per diminuire i fastidi del diabete. La capsula è sem¬ 
plicissima da applicare e si collega automaticamente al 
ricevitore. 
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Fig. 2 - Nella KiCoPen di Cambridge Consultants c’è 
un Asic che invia automaticamente a uno smartpho¬ 
ne le informazioni sulle iniezioni d’insulina effettuate 


Flusso e pressione sotto controllo 

Merit Sensor fa parte del gruppo Merit Medicai Systems 
dal 1987 sviluppa e produce dispositivi medicali usa e get¬ 
ta per la diagnosi e il monitoraggio dei parametri sanita¬ 
ri. Recentemente ha introdotto un sensore di pressione a 
elevata precisione, specifico per la misura della pressione 
sanguinea con risoluzione di 10 millibar che corrispondo¬ 
no a 1 kPa e a 0,15 psi. La famiglia dei sensori LP Series 
è fornita in package da 8 pin a montaggio superficiale e 
sfrutta l’effetto piezoresistivo realizzato con tecnologie di 
fabbricazione Mems per misurare la pressione nel range 
da 10 a 69 mbar o da 1 a 6,9 kPa o anche da 0,15 a 1 psi 
nel range termico operativo che va da -40 a +85 °C. 11 chip 




Fig. 4 - Merit Sensor ha realizzato i sensori LP in¬ 
stallabili in capsule usa e getta per la misura della 
pressione sanguinea con precisione da 10 a 69 mbar 


Fig. 3-11 sistema di monitoraggio continuo del gluco¬ 
sio Dexcom G4 Platinum può essere utilizzato anche 
dai bambini di due anni 


è facilmente impiantabile in capsule che possono essere 
installate sottocute e altrettanto facilmente rimosse. 
Oloudlab è una start-up della Scuola Politecnica Federale 
di Losanna (EPFL1 e ha realizzato una tecnica per moni¬ 
torare il flusso sanguigno, che è di fondamentale impor¬ 
tanza per chi è soggetto alle malattie veneree che creano 
coaguli del sangue che possono causare infarti e ictus, 
nonché per chi ricorre alle terapie di anticoagulanti che 
fluidificano il sangue ma necessitano di continui control¬ 
li ambulatoriali per prevenire gli effetti cardiovascolari 
collaterali che possono causare. In pratica, si tratta di 
una piastrina micrometrica direttamente collegabile allo 
smartphone, sopra la quale basta appoggiare un dito e in 
pochi secondi compare sul display un’analisi sulla fluidità 
del sangue che consente di verificare la probabilità di for¬ 
mazione dei coaguli. Sensirion ha aggiunto al suo ampio 
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portafoglio di prodotti per le misure medicali su sostan¬ 
ze liquide e gassose il nuovo sensore di flusso liquido usa 
e getta LD20-2000T, caratterizzato da una struttura duale 
dove la sonda e il sensore di misura possono semplice- 
mente essere agganciati e/o distaccati ogni volta sia ne¬ 
cessario, in modo tale da poter riutilizzare le due parti e 
contenere i costi. Il dispositivo è grande appena 7,4 mm 2 
e grazie alla tecnologia CMOSens consente di misurare 
il flusso di erogazione dei cateteri nel range che va 0 a 5 
ml/min con risoluzione di 0,1 nl/min e con un tempo 
di risposta di 40 ms. 

Diagnosi complete a portata di dito 

Bewell Connect fa parte del gruppo francese Visiomed . 
specializzato nell’elettronica medicale. Recentemente 
ha presentato alcune novità che semplificano la diagnosi 
medicale e la rendono effettuabile con precisione e affi- 



Fig. 7 - MyCoach e MyThermo, che Bewell Connect 
propone per il monitoraggio dei parametri sanitari 
nelle attività sportive e per la misura senza contat¬ 
to della temperatura 



Fig. 8 - MightySat di Masimo consen¬ 
te di monitorare le pulsazioni cardia¬ 
che, la saturazione e la concentra¬ 
zione dell’ossigeno nel sangue e il 




Fig. 5 - La tecnologia ideata dalla start-up della 
EPFL Qloudlab per la misura del flusso sanguigno 
su chi è soggetto a malattie veneree o chi ricorre a 
terapie anticoagulanti 





Fig. 6 - La tecnologia CMOSens caratterizza il sen¬ 
sore di flusso liquido usa e getta Sensirion LD20- 
2000T con range di misura da 0 a 5 ml/min e risolu¬ 
zione di 0,1 nl/min 

dabilità anche in casa propria. 11 termometro senza con¬ 
tatto MyThermo è pensato soprattutto per misurare la 
temperatura dei bambini e il polsino MyTensio consente 
di misurare comodamente la pressione sanguigna, men¬ 
tre MyOxy permette di determinare e monitorare senza 
contatto la frequenza cardiaca e la quantità di ossigeno 
nel sangue, semplicemente indiandovi dentro un dito. 
Nuovi sono anche altri innovativi prodotti come il pol¬ 
sino MyCoach per la misura dei parametri essenziali du¬ 
rante le attività sportive e il collare MyCompanion, che 
si può indossare al cane per sapere sempre dov’è. Questi 
prodotti sono di semplicissimo utilizzo e tutti collegabili 
a uno smartphone dove leggere i dati raccolti. 

Masimo ha presentato al CES il suo nuovo MightySat per 
la misura delle pulsazioni del cuore (PR, Pulse Rate), del¬ 
la saturazione dell’ossigeno nel sangue (SpO g ), dell’in¬ 
dice di perfusione (PI, Perfusion Index) ossia della con¬ 
centrazione dell’ossigeno, nonché del Pleth Variability 
Index (PVI), che indica la variazione tendenziale del PI, 
ossia il suo andamento nel tempo. Queste misure pos¬ 
sono essere effettuate con precisione tipica delle analisi 
ospedaliere semplicemente introducendo un dito den¬ 
tro MightySat. Il dispositivo incorpora un trasmettitore 
Bluetooth che comunica immediatamente i dati raccolti 
a uno smartphone iOS o Android, dove possono essere 
visualizzati con un’apposita App. 
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Interfacciamento di sensori medicali con 

system-in-package semi-personalizzabili 

Struix, che significa impilato in latino, è un nuovo concetto di prodotto che abbina un 
ASIC personalizzato e un microcontrollore standard per varie applicazioni in un singolo 
sistema miniaturizzato 


Jakob Nielsen 
Senior manager 
Consumer Health Product Line 
ON Semiconductor 

Il mercato dell’elettronica medicale è molto vasto e include di¬ 
spositivi impiegati per il monitoraggio e le cure sia in strutture 
sanitarie, sia in ambito domestico. Questi dispositivi compren¬ 
dono apparecchi acustici per persone con problemi di udito, 
monitor di attività fisica utilizzati nei programmi di riduzione del 
peso da persone che soffrono di obesità, monitor di medicinali 
necessari per pazienti con trattamenti in corso e cerotti per il 
rilascio transcutaneo di farmaci in terapie del dolore. Sebbene i 
dispositivi portatili di impiego clinico svolgano un ruolo impor¬ 
tante, findustria medicale si sta attualmente muovendo verso 
soluzioni sanitarie fruibili in ambito domestico. Questo settore si 
sta espandendo con un tasso di crescita annuo superiore al 9% 
(Databeans, 2014). Dato che la generazione del “baby boom” sta 
invecchiando e richiede sempre più cure mediche, findustria si 
affida sempre di più a misure alternative per trattare i pazienti. 
Questa tendenza, insieme a un crescente interesse per il benes¬ 
sere e uno stile di vita salutare, richiedono soluzioni sempre più 
portatili ed economiche. Grazie a soluzioni portatili alternative 
a installazioni fisse presso ospedali e cliniche, i pazienti posso¬ 
no essere monitorati e trattati senza la scomodità di dover essere 
visitati frequentemente da un medico. Ciò migliora significativa¬ 
mente la qualità della vita dei pazienti in cura e ottimizza i costi 
gravanti sulle società assicurative e sulle strutture sanitarie. 

Caratteristiche delle soluzioni integrate per dispositivi medicali 
indossatali 

ON Semiconductor concentra i suoi sforzi di ricerca e sviluppo 
all’interno di quattro categorie sanitarie chiave: salute dell’udito, 
monitoraggio del paziente, fitness e terapie (ad esempio terapia 



del dolore). Tutte queste linee sono caratterizzate dalla necessi¬ 
tà di dispositivi compatti, indossabili e alimentati a batterie, che 
includano due o tre delle seguenti caratteristiche tecnologiche 
chiave: 

• Misura di segnali estremamente piccoli 

• Elaborazione dei segnali e controllo 

• Interoperabilità 

La capacità di misurare segnali estremamente piccoli nasce 
per acquisire segnali fisiologici di piccola intensità generati da 
sensori posizionati esternamente sulla pelle e da sensori mini¬ 
mamente invasivi che trapassano la cute. Un esempio di sensore 
extra-cutaneo è l’elettrodo per felettrocardiogramma (ECG). 
Tali elettrodi catturano piccole variazioni di segnali sulla pelle 
che sono causate dalla depolarizzazione dei muscoli cardiaci 
durante ogni battito. Analogamente, un esempio di sensore mi¬ 
nimamente invasivo è quello per il monitoraggio continuo del 
glucosio (CGM), che impiega un sensore che penetra delicata¬ 
mente attraverso la cute e misura il livello di glucosio nel fluido 
interstiziale. 

Equilibro tra prestazioni e ingombro 

La maggior parte delle aziende di semiconduttori affronta le ri¬ 
chieste di interfacciamento con i sensori fornendo componenti 
discreti separati, come amplificatori, convertitori A/D, integrati 
di gestione della potenza, oppure offrendo soluzioni system-on- 
chip (SoC) a elevato livello di integrazione che includono micro¬ 
controllori combinati con circuiti analogici di base e di gestione 
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della potenza. Al fine di ottimizzare sia le dimensioni sia le pre¬ 
stazioni dell’applicazione finale, nessuna di queste soluzioni è 
ideale per l’industria medicale. I produttori di dispositivi medi¬ 
cali spesso impiegano anni nello sviluppo e nel raffinamento dei 
loro sensori al fine di acquisire i segnali fisiologici chiave di in¬ 
tensità sempre minore, perseguendo al contempo la riduzione 
dei costi globali e l’adozione da parte di un crescente numero 
di clienti. Normalmente le soluzioni a componenti discreti pos¬ 
sono essere progettate per convertire i segnali misurati in ten¬ 
sioni o correnti adatti a essere campionate. Tuttavia, sono spesso 
costose in termini di spazio richiesto sul circuito stampato, con 
un impatto diretto sulle dimensioni del dispositivo finale. Un 
fattore chiave per la diffusione della tecnologia indossabile è la 
riduzione delfingombro e l’ottimizzazione del confort per l’u¬ 
tente, che ne rendono difficile la realizzazione pratica a com¬ 
ponenti discreti.Inoltre, le soluzioni a discreti possono soffrire 
di maggiore dispersione delle prestazioni dovute alle tolleranze 
dei singoli componenti. Variazioni delle correnti di polarizzazio¬ 
ne, del range dinamico e delle correnti di perdita possono avere 
un impatto negativo sulle prestazioni del dispositivo. 

Le soluzioni system-on-chip sono tipicamente più compatte e 
garantiscono un’integrazione migliore dei circuiti analogici e 
dei microcontrollori rispetto alle soluzioni a discreti. Tuttavia, i 
progettisti di questi sistemi sono spesso limitati nelle prestazioni 
analogiche raggiungibili, a causa dei vincoli imposti dai processi 
di fabbricazione di questi sistemi. Tali processi sono spesso gui¬ 
dati dal desiderio di raggiungere elevatissimi livelli di integrazio¬ 
ne dei componenti digitali (come ad esempio più memoria e 
più funzioni digitali per millimetro quadrato). Di conseguenza, 
vengono introdotti dei compromessi sulla corrente di perdita e 
sul rumore nella sezione analogica del sistema, che non sono 
accettabili per dispositivi medicali dalle prestazioni ottimali. 

Soluzioni di ON Semiconductor per dispositivi medicali in¬ 
dossatili 

Nell’autunno del 2014, On Semiconductor ha lanciato Struix, 
un nuovo concetto di prodotto. Struix, che significa impilato in 
latino, combina un ASIC personalizzato e un microcontrollo¬ 


re standard per varie applicazioni in un singolo sistema 
miniaturizzato. Questo approccio offre ai produttori di 
dispositivi medicali il meglio di entrambi i mondi: l’a¬ 
bilità di affrontare le specifiche stringenti di interfacce 
proprietarie dei sensori con un chip personalizzato, ri¬ 
ducendo al contempo i rischi e i costi associati alla pro¬ 
gettazione, grazie all’impiego di componenti di elabo¬ 
razione standard. La figura 1 mostra la struttura di un 
tipico componente basato su Struix. 

In figura 1 il chip superiore è un esempio di interfaccia 
proprietaria per sensori, mentre il chip inferiore è un 
microcontrollore standard basato su ARM Cortex- M3 
(ULPMC10). Questo microcontrollore è progettato 
specificatamente per applicazioni a bassa potenza ed è 
compatibile con l’impilaggio dei chip. In questo esempio i due 
chip sono impilati un package QFN 6 mm x 6 mm, ma altre op¬ 
zioni di packaging sono disponibili. La realizzazione di un pro¬ 
dotto Struix inizia dallo sviluppo di un’interfaccia dedicata per i 
sensori. Questo processo di progettazione beneficia del patrimo¬ 
nio di proprietà intellettuale di ON Semiconductor nell’ambito 
di applicazioni a bassa potenza, condizionamento del segnale 
a basso rumore, amplificazione e conversione. Alcuni esempi 
dei blocchi funzionali disponibili includono convertitori a 24 bit 
operanti con meno di 2,4 pj per livello di conversione e ampli¬ 
ficatori differenziali a basso rumore che assorbono solo decine 
di microampere. Il flusso di sviluppo di un’interfaccia dedicata 
per i sensori nasce dalle specifiche del particolare sensore del 
cliente e prosegue con la progettazione, l’implementazione, il 
test e la qualifica. In parallelo a queste fasi, il team di sviluppo 
dell’applicazione del cliente è in grado di sviluppare il codice 
sul microcontrollore ULPMC10, necessario per l’applicazione 
finale. ON Semiconductor offre una piccola scheda di svilup¬ 
po che è adatta a operare da sola o collegata a un prototipo 
dell’interfaccia del sensore appena disponibile. Ciò consente al 
cliente di valutare le prestazioni di un’applicazione finale prima 
della fase finale di produzione. La maggior parte dei dispositivi 
medicali funziona in modalità periodica (cioè il sistema passa la 
maggior parte del tempo di fase di sleep rispetto alla fase attiva). 
Il microcontrollore ULPMC10 si adatta a questa modalità ope¬ 
rativa offrendo una corrente in fase di sleep estremamente bassa 
(solo 200 nA) con un circuito di real-time clock sempre attivo. 
Nella fase attiva il microcontrollore consuma meno di 200 pA/ 
MHz a pieno carico del processore ARM Cortex-M3 ed eseguen¬ 
do il codice direttamente dalla memoria flash a bordo del com¬ 
ponente. In questo modo è possibile estendere la durata della 
batteria consentendo, insieme all’uso di batterie più piccole, la 
realizzazione di dispositivi medicali più compatti e quindi dalla 
maggiori potenzialità. 

Maggiori informazioni sull’approccio Struix di ON Semicon¬ 
ductor sono disponibili su: 
www.onsemi.com 
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Connettività Bluetooth Low Energy (BLE) 
per sistemi embedded 

Mouser Electronics ha annunciato la disponibilità del modulo CY5671 PRoC 
BLE da Cypress Semiconductor. Questo modulo consente ai progettisti di 
aggiungere la connettività Bluetooth Low Energy (BLE) a qualsiasi sistema 
embedded. Il requisito di bassa potenza e ingombro di CY5671 lo rende 
ideale per applicazioni mediche, home entertainment e di calcolo. 

CY5671 PRoC BLE è basato su un processore ARM Cortex-MO single-chip, 
che integra connettività bluetooth e la tecnologia CapSense di Cypress per touch-sensing. Ulteriori 
moduli a disposizione sono un convertitore analogico-digitale (ADC) 12-bit, quattro timer/contatore/ 
PWM (TCPWM) a 16 bit e due blocchi di comunicazione seriale configurabili come I2C, SPI o UART. 
Il modulo CY5671 è qualificato per le specifiche Bluetooth 4.1 e può essere usato in standalone con 
un programmatore esterno CY8CKIT-002 MiniProg3 o inserito nel kit di design CY8CKIT-042-BLE 
Bluetooth Low Energy Pioneer con l’IDE Cypress PSoC Creator. 



Alimentatore medicale 30W esterno 

Powerbox ha presentato la serie EXM30 di adattatori 30W 
wall plug che, con un range di ingresso di 85-264 VAC (ri¬ 
duzione di potenza sotto 100 VAC) e l’uscita di 12, 15 o 24 
VDC, copre un’ampia gamma di applicazioni. 

Il circuito in flyback topology è alloggiato in un contenitore 
dal design compatto con prese AC intercambiabili, 
isolamento in classe II e grado di protezione IP 21. Sebbene 
indicato come unità 30W, offre una potenza nominale di 36W e ha una potenza di picco di 45W 
(molto maggiore per periodi molto brevi). Costruito con protezione termica, aggiunge al suo valore 
sia aspettative di vita sia affidabilità operativa. Il basso consumo senza carico inferiore a 0,2W è un 
ulteriore contributo alla riduzione dei consumi energetici e riduzione dello stress nel corso del tempo. 

Kit di sviluppo Bluetooth 

Sono disponibili da Diai-Kev i kit di sviluppo SmartBond Basic e Pro realizzati da Dialog Semiconduc¬ 
tor. Si tratta di kit per accelerare lo sviluppo di device Bluetooth di piccole dimensioni e caratterizzati 
da bassi consumi. I kit si basano sui SoC DAI 4580 e DAI 4581 
di Dialog che combinano la sezione radio Bluetooth Low Power 
con un processore ARM Cortex M0 e un sistema di gestione 
intelligente dell'alimentazione. Le risorse del processore sono 
accessibili tramite 32 GPIO. La versione Basic del kit compren¬ 
de una single board con memoria flash, mentre la versione Pro è 
invece formata da motherboard e daughter board e da un profi- 
ler per ottimizzare il codice in funzione dei consumi. 

Convertitore DC/DC per strumentazione medica 

Recom ha presentato tre nuove serie di convertitori DC/DC per strumen¬ 
tazione medica con una tensione di esercizio fino a 250 VAC con 2 MOPP 
(Means of Patient Protection). La tensione di uscita è opportunamente re¬ 
golata tra 3,3V e 24V. La serie REM è disponibile con una potenza di uscita 
in tre opzioni: 3W, 6W e 10W. Il package DIP24 dispone di un isolamento 
robusto fino a 5 kVDC con distanza di isolamento superficiale a 8 mm. 
Il nuovo design dei convertitori DC/DC fornisce una ultra-bassa corrente 
di dispersione ad un valore di circa 2 pA. Opzioni di scelta per l'intervallo 
delle tensioni sono da 2:1 o 4:1, nonché una uscita singola o doppia. Le 
serie dispongono di alta efficienza stimata essere dell’89%, garantendo il 
funzionamento a temperatura da -40 °C fino a +105 °C. La serie REM è 
certificata IEC60601-1 e ANSI/AAMI 606061 CB. 






Memoria resistente 
ai raggi gamma 


La nuova memoria NV DS28E80 
proposta Maxim Integrateci è in 
grado di resiste¬ 
re ai raggi gam¬ 
ma fino ad una 
dose di 75 kGy 
(kilo gray). Que¬ 
sta capacità è 
molto importan¬ 
te per permet¬ 
terne l’uso in 
sensori monouso da sterilizzare 
tramite raggi gamma, tecnica che 
è incompatibile con le tradiziona¬ 
li tecnologie usate dalle memorie 
a semiconduttore. 

Questo nuovo componente, com¬ 
posto da 248 byte di memoria 
utente organizzati in blocchi da 8 
byte, permette inoltre agli OEM 
di calibrare in fabbrica i sensori, 
gli strumenti e gli accessori da 
connettere agli apparati medici 
e consente di impedire il reim¬ 
piego dei sensori monouso e dei 
consumabili per applicazioni sa¬ 
nitarie. 

Sensore ottico 
per controllo cardiaco 


Osram Opto Semiconductors ha 

recentemente ampliato la sua 
gamma di sensori ottici per appli¬ 
cazioni di monitoraggio cardiaco 
con SFH 7051. Questo compo¬ 
nente consiste in fotodiodo di 
grandi dimensioni e tre LED 
verdi con lunghezza d’onda di 
530 nanometri. Il sensore misura 
il volume di sangue che scorre 
nei vasi sotto la pelle e quindi la 
frequenza cardiaca, ed è utilizza¬ 
bile per applicazioni medicali, di 
fitness, smart 
watch e altre 
di tipo weara- 
ble. 

I LED verdi 
del chip si 
basano sulla 
tecnologia 
UX:3 di Osram Opto Semicon¬ 
ductors e complessivamente SFH 
7051 produce un’uscita ottica di 
3,4 mW x3 con una corrente di 
20 mA e una tensione di 3,2V, pa¬ 
rametri che assicurano una lunga 
durata delle batterie utilizzabili 
per l’alimentazione. 




MEDICAL 8 - LUGLIO/AGOSTO 2015 


XVII 

















INFORMATIVA Al SENSI DEL CODICE IN MATERIA 
DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

Informativa art. 13, d. Igs 196/2003 

I dati degli abbonati sono trattati, manualmente ed elettronicamente, 
da Fiera Milano Media SpA - titolare del trattamento - Piazzale Carlo 
Magno, 1 Milano - per l'invio della rivista richiesta in abbonamento, 
attività amministrative ed altre operazioni a ciò strumentali, e per ottem¬ 
perare a norme di legge o regolamento. Inoltre, solo se è stato espresso 
il proprio consenso all'atto della sottoscrizione dell'abbonamento, Fiera 
Milano Media SpA potrà utilizzare i dati per finalità di marketing, attività 
promozionali, offerte commerciali, analisi statistiche e ricerche di merca¬ 
to. Alle medesime condizioni, i dati potranno, altresì, essere comunicati 
ad aziende terze (elenco disponibile a richiesta a Fiera Milano Media 
SpA) per loro autonomi utilizzi aventi le medesime finalità. 

Le categorie di soggetti incaricati del trattamento dei dati per le finalità 
suddette sono gli addetti alla gestione amministrativa degli abbonamenti 
ed alle transazioni e pagamenti connessi, alla confezione e spedizione 
del materiale editoriale, al servizio di cali center, ai servizi informativi. Ai 
sensi dell'alt. 7, d. Igs 196/2003 si possono esercitare i relativi diritti, fra 
cui consultare, modificare, cancellare i dati od opporsi al loro utilizzo per 
fini di comunicazione commerciale interattiva rivolgendosi a Fiera Milano 
Media SpA - Servizio Abbonamenti - all'indirizzo sopra indicato. Presso 
il titolare è disponibile elenco completo ed aggiornato dei responsabili. 

Informativa resa ai sensi dell'art. 2, Codice Deontologico 
Giornalisti 

Ai sensi dell'art. 13, d. Igs 196/2003 e dell'art. 2 del Codice Deontologico 
dei Giornalisti, Fiera Milano Media SpA-titolare del trattamento - rende 
noto che presso i propri locali siti in Rho SS. del Sempione, 28, vengono 
conservati gli archivi di dati personali e di immagini fotografiche cui i 
giornalisti, praticanti e pubblicisti che collaborano con le testate edite 
dal predetto titolare attingono nello svolgimento della propria attività 
giornalistica per le finalità di informazione connesse allo svolgimento 
della stessa. I soggetti che possono conoscere i predetti dati sono 
esclusivamente i predetti professionisti, nonché gli addetti preposti alla 
stampa ed alla realizzazione editoriale delle testate. I dati personali 
presenti negli articoli editoriali e tratti dai predetti archivi sono diffusi 
al pubblico. Ai sensi dell'alt. 7, d. Igs 196/2003 si possono esercitare i 
relativi diritti, fra cui consultare, modificare, cancellare i dati od opporsi 
al loro utilizzo, rivolgendosi al titolare al predetto indirizzo. Si ricorda 
che, ai sensi dell'art. 138, d. Igs 196/2003, non è esercitabile il diritto 
di conoscere l'origine dei dati personali ai sensi dell'art. 7, comma 2, 
lettera a), d. Igs 196/2003, in virtù delle norme sul segreto professiona¬ 
le, limitatamente alla fonte della notizia. Presso il titolare è disponibile 
l'elenco completo ed aggiornato dei responsabili. 


447 AGENDA 

MOSTRE E CONVEGNI 

5 -10 ottobre - Fieramilano Rho (I) 

EMO 

CEU - Centro Esposizioni UCIMU 

info@emo-milan.com 

www.emo-milano.com/ 

6-ottobre-Dresda (D) 

Semicon Europa 

www.semiconeuropa.org 

15 ottobre - Fieramilano Rho (I) 

S&PI - Sensors & Process Instrumentation 

chiara.chiodaroli@fieramilanomedia.it 

sepi.mostreconvegno.it 

27 - 28 ottobre - Verona (I) 

Save 2015 

Mostra Convegno Soluzioni e Applicazioni Verticali 

di Automazione, Strumentazione, Sensori 
www.exposave.com/ 

27 - 30 ottobre - Shanghai (PRC) 

PTC Asia 

www.ptc-asia.com 

10 - 13novembre - Monaco (D) 

Productronica 

www.productronica.com 

24 - 26 novembre Norimberga (D) 

SPS/IPC/Drives 

info@mesago.com 

www.mesago.de 

10 dicembre - IBM Center - Segrate (MI) 

Machine Automation 

Fiera Milano Media 

chiara.chiodaroli@fieramilanomedia.it 

www.ma.mostreconvegno.it 


La redazione declina ogni responsabilità circa variazioni o imprecisioni 


- ELETTRONICA OGGI 447 - LUGLIO/AGOSTO 2015 












not/on Contro/ 


Robox SPA, situata sulle sponde del Lago 
Maggiore, offre ai costruttori di macchine 
motion controllers sempre più potenti. 
L’azienda, forte di una quarantennale 
esperienza, progetta e produce controlli asse, 
linguaggi di programmazione e ambienti di 
sviluppo per la robotica e in generale per il 
motion control. I controlli Robox possono 
eseguire qualunque applicazione, grazie 
ad architetture “modulari”, “stand alone” 
o integrabili aN’interno dei più conosciuti 
azionamenti brushless e sono oggigiorno 
utilizzati per il controllo del movimento nei 
campi più diversi. 

Principali settori di utilizzo: l’industria 
alimentare, tessile, l’industria della carta, del 
legno, del marmo, del vetro, il packaging, il 
palletizing, beverage, agv, ecc. 


JL 

"Stài 

KEEP 

CALM 

AND 

CHOOSE 

ROBOX 




ROBOX S.p.A. via Sempione, 82 
28053 Castelletto Sopra Ticino (NO) Italy 
tei. +39 0331 922086 • fax +39 0331 923262 
e-mail: info@robox.it • www.robox.it • www.robox.eu 


> RMD 


Robox Motor Drive 


> RID20 


Integrateci Motor Drive 
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ara de assenza d 
seanale un lontano ricordo? 



You and NI. Il settore del wireless sta evolvendo ra 

gli elevati standard richiesti e varcare la soglia di nuove ere tecnologiche, come quella dei bU, 
NI offre hardware RF veloce e flessibile alimentato dall'intuitivo software LabVIEW. Scopri su 
ni.com come questa combinazione porterà migliore chiarezza nella comunicazione. 
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